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Efectuarea lucrarilor in interiorul
computerului

Subiecte:

Instructiuni de siguranta

Tnainte de a efectua lucréri in interiorul computerului

Precautiile de siguranta

Descércari electrostatice — protectia impotriva descarcérilor electrostatice
Kit de service pe teren ESD

Componentele sensibile la transport

Dupa efectuarea lucrérilor Tn interiorul computerului

Instructiuni de siguranta

Utilizati urmatoarele instructiuni de sigurantd pentru a va proteja computerul impotriva eventualelor deterioréri si a va asigura
siguranta personald. Cu exceptia unor indicatii contrare, fiecare procedurd inclusa in acest document presupune cé ati citit
instructiunile de siguranta livrate impreund cu computerul.

A

A

AVERTISMENT: Tnainte de a lucra in interiorul computerului dvs., cititi informatiile de siguranta livrate impreuna
cu computerul dvs. Pentru informatii suplimentare despre cele mai bune practici privind siguranta, consultati
pagina de start pentru conformitatea cu reglementarile de la adresa www.dell.com/regulatory_compliance.

AVERTISMENT: Deconectati computerul de la toate sursele de alimentare Tnainte de a deschide capacul
sau panourile computerului. Dupa ce terminati lucrarile in interiorul computerului, remontati toate capacele,
panourile si suruburile Tnainte de conectarea la priza electrica.

Pentru a evita deteriorarea computerului, asigurati-va ca suprafata de lucru este plana, uscata si
curata.

Pentru a evita deteriorarea componentelor si a cardurilor, tineti-le de margini si evitati atingerea
pinilor si a contactelor.

Trebuie sa efectuati operatii de depanare si reparatii numai cu autorizatia sau la indicatiile ecipei
de asistenta tehnica Dell. Deteriorarile cauzate de lucrarile de service neautorizate de catre Dell nu sunt
acoperite de garantia dvs. Consultati instructiunile privind siguranta livrate impreuna cu produsul sau de la
adresa www.dell.com/regulatory_compliance.

Tnainte de a atinge orice componenta din interiorul computerului, conectati-va la impamantare
atingand o suprafata metalicd nevopsita, cum ar fi metalul din partea din spate a computerului. in timp
ce lucrati, atingeti periodic o suprafatda metalica nevopsita pentru a disipa electricitatea statica, care poate
deteriora componentele interne.

Atunci cand deconectati un cablu, trageti de conectorul sau sau de lamela de tragere, nu de cablul
propriu-zis. Unele cabluri au conectori cu lamele de blocare sau suruburi cu cap striat pe care trebuie sa le
decuplati Thainte de a deconecta cablul. Atunci cand deconectati cablurile, tineti-le aliniate drept pentru a evita
indoirea pinilor conectorilor. Atunci cadnd conectati cablurile, asigurati-va ca porturile si conectorii sunt orientati
si aliniati corect.

Apasati si scoateti toate cardurile instalate din cititorul de carduri de stocare.
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Procedati cu atentie atunci cand manevrati baterii litiu-ion in laptopuri. Bateriile umflate nu
trebuie sa fie utilizate, ci trebuie sa fie inlocuite si scoase din uz in mod corespunzator.

®| NOTIFICARE: Culoarea computerului dvs. si anumite componente pot fi diferite fata de ilustratiile din acest document.

Inainte de a efectua lucréri in interiorul computerului

Asigurati-va ca suprafata de lucru este pland si curatd pentru a preveni zgérierea capacului computerului.
Opriti computerul.
Tn cazul in care computerul este conectat la un dispozitiv de andocare (andocat), detasati-|.

N N

Deconectati toate cablurile de retea de la computer (daca sunt disponibile).

Tn cazul in care computerul este prevazut cu un port RJ45, deconectati cablul de retea
decupland mai intai cablul de la computer.

5. Deconectati computerul si toate dispozitivele atasate de la prizele electrice.
Deschideti afisajul.
7. Mentineti apasat butonul de alimentare timp de céteva secunde pentru impadmantarea placii de sistem.

Pentru a va proteja impotriva socurilor electrice, deconectati computerul de la priza electrica
Tnainte de a efectua pasul nr. 8.

Pentru a evita descarcarea electrostatica, conectati-va la impamantare utilizdnd o bratara
antistatica sau atingand periodic o suprafata metalica nevopsita in acelasi timp cu un conector de pe partea
din spate a computerului.

8. Scoateti toate smart cardurile si ExpressCard din sloturile aferente.

Precautiile de siguranta

Capitolul despre atentionérile de siguranta detaliazad pasii principali care trebuiie urmati inainte de a efectua orice proceduri de
dezasamblare.

Cititi atentionarile de sigurantd urmétoare nainte de a efectua orice proceduri de instalare sau dezmembrare/reparare care
implicd dezasamblarea sau reasamblarea:

e Opriti sistemul si toate dispozitivele periferice conectate.

e Deconectati sistemul si toate dispozitivele periferice conectate de la sursa de alimentare c.a.
e Deconectati toate cablurile de retea, telefon sau liniile de telecomunicatie de la sistem.
[ ]

Utilizati un echipament de reparatii pe teren ESD cand efectuati lucréri in interiorul unei notebook pentru a evita defectiunile
produse de descarcarea electrostaticéd (ESD).

Dupéa Tnldturarea unei componente din sistem, puneti, cu grijd, componenta pe un covoras anti-static.
Purtati pantofi cu talpa de cauciuc non-conductiv pentru a reduce riscul de electrocutare.

Energie in stare de veghe

Produsele Dell cu alimentare in stare de veghe trebuie scoase din priza Thainte de a le deschide carcasa. Sistemele cu alimentare
n stare de veghe sunt, practic, alimentate cu curent Tn timp ce sunt oprite. Energia interna permite ca sistemul s& fie pornit de la
distantd (Wake on LAN), s& fie pus in stare de veghe si s& aiba alte caracteristici avansate de administrare energetica.

Deconectarea de la priza si apdsarea continud a butonului de alimentare timp de 20 de secunde ar trebui sa descarce energia
reziduald din placa de sistem. Scoateti bateria din notebookuri.

Echipotentializarea

Echipotentializarea este 0 metoda de a conecta doud sau mai multe conductoare electrice la acelasi potential. Acest lucru poate
fi realizat utilizdnd un echipament de reparatii pe teren ESD. Cand conectati un fir de echipotentializare, asigurati-va ca este
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conectat la metal, nu la o suprafatd nemetalica sau vopsitd. Bratara trebuie sa fie fixa si n contact cu pielea, asigurandu-va
totodaté c8 ati inlaturat orice accesorii, cum ar fi ceasuri, bratari sau inele Tnainte de a echipotentializa echipamentul si pe dvs.

Descarcari electrostatice — protectia impotriva
descarcarilor electrostatice

Descarcérile electrostatice reprezintd o preocupare majorad atunci cand manuiti componente electronice, mai ales componente
sensibile precum placi de extensie, procesoare, module de memorie DIMM si placi de sistem. Sarcini electrice neglijabile pot
deteriora circuitele Tn moduri greu de observat, cum ar fi functionarea cu intermitente sau scurtarea duratei de viaté a
produsului. Pe mésuré ce Tn domeniu se impun cerinte de consum de energie cat mai mic la o densitate crescutd, protectia
impotriva descarcérilor electrostatice devine o preocupare din ce in ce mai mare.

Datoritd densitatii crescute a semiconductorilor utilizati in produsele Dell recente, sensibilitatea fatd de deteriorari statice este
acum mai mare comparativ cu produsele Dell anterioare. Din acest motiv, unele dintre metodele de manevrare a componentelor
aprobate in trecut nu mai sunt aplicabile.

Sunt recunoscute doud tipuri de deteriordri prin descércéri electrostatice, catastrofale si intermitente.

e Catastrofale — Defectiunile catastrofale reprezintd aproximativ 20% dintre defectiunile legate de descarcérile
electrostatice. O astfel de defectiune provoacé o pierdere imediaté si totald a capacitatii de functionare a dispozitivului.
Un exemplu de defectiune catastrofald este un modul de memorie DIMM supus unui soc electrostatic care genereaza imediat
un simptom de tip "No POST/No Video" cu emiterea unui cod sonor de memorie lipsd sau nefunctionald.

e Intermitente — Defectiunile intermitente reprezintd aproximativ 80% dintre defectiunile legate de descarcérile
electrostatice. Procentul mare de defectiuni intermitente se datoreaza faptului cd momentul in care survine defectiunea
nu este observat imediat. Modulul DIMM primeste un soc electrostatic pe care il absoarbe doar partial ca o mica diferentd de
potential, fard s& produca imediat simptome céatre exterior legate de defectiune. Disiparea diferentei slabe de potential poate
dura s&ptdmani sau luni, timp in care poate provoca degradarea integritatii memoriei, erori de memorie intermitente etc.

Defectiunile cele mai dificile de depistat si de depanat sunt cele intermitente (cunoscute si ca defectiuni latente sau "rani
deschise").

Pentru a preveni defectiunile prin descéarcéri electrostatice, urmati acesti pasi:

e Utilizati o bratara anti-staticd de incheieturd, cablatd si imp&mantaté corespunzator. Utilizarea bréatérilor anti-statice wireless
nu mai este permisd; acestea nu asiguré o protectie adecvata. Atingerea sasiului Thainte de a manevra componente nu asigura
o protectie adecvatd Impotriva descércarilor electrostatice pentru componentele cu o sensibilitate electrostatica crescuta.

e Manevrati toate componentele sensibile la descéarcari electrostatice Intr-o zond protejatd anti-static. Daca este posibil,
folositi covoare antistatice de podea sau de birou.

e (Cand despachetati o componentd sensibild electrostatic din cutia In care a fost livratd, nu scoateti componenta din punga
anti-statica pana in momentul in care sunteti pregatit sa instalati componenta. Inainte s& desfaceti ambalajul anti-static,
asigurati-va cé ati descarcat electricitatea staticé din corpul dvs.

¢ Tnainte de a transporta o component sensibila electrostatic, asezati-o intr-un container sau ambalaj anti-static.

Kit de service pe teren ESD

Kitul de service pe teren nemonitorizat este cel mai frecvent utilizat kit de servicii. Fiecare kit de service pe teren contine trei
componente principale: covoras antistatic, banda de méné si cablu de legétura.

Componentele unui kit de service pe teren ESD

Componentele unui kit de service pe teren ESD sunt:

e Covoras antistatic — covorasul antistatic are proprietati disipative si permite asezarea pieselor pe acesta in timpul
procedurilor de service. Cand utilizati un covoras antistatic, banda de mana trebuie sa fie comoda, iar cablul de legaturd
trebuie sa fie conectat la covoras si la orice suprafatd metalicd expuséa de pe sistemul la care se lucreaza. Dupd instalarea
corectd, piesele de reparat pot fi extrase din recipientul ESD si asezate direct pe covoras. Obiectele sensibile la ESD sunt in
siguranta Tn mana dvs., pe covorasul ESD, in sistem sau intr-o geanta.

e Banda de mana si cablul de legatura — banda de méana si cablul de legaturd pot fi conectate fie direct intre incheietura
dvs. si 0 portiune metalicd expusd de pe componentele hardware, dacd covorasul ESD nu este necesar, fie conectate la
covorasul antistatic, pentru a proteja componentele hardware asezate temporar pe covoras. Conexiunea fizicd formatéa de
banda de mana si cablul de legatura intre pielea dvs., covorasul ESD si componentele hardware este cunoscuta sub numele
de legatura. Utilizati numai kituri de service pe teren cu banda de mana, covoras si cablu de legdturd. Nu utilizati niciodata
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benzi de mana wireless. Retineti intotdeauna cé firele interne ale unei benzi de mana sunt expuse la deteriorari din cauza
uzurii si trebuie verificate cu regularitate cu ajutorul unui tester pentru benzi de mana pentru a evita deteriorarea accidentald
a componentelor hardware din cauza ESD. Se recomanda testarea benzii de mana si a cablului de legétura cel putin o daté pe
sdptdmana.

e Tester ESD pentru benzi de mana - firele din interiorul unei benzi de mana ESD sunt expuse la deteriorari in timp. Cand
utilizati un kit nemonitorizat, se recomandé testarea cu regularitate a benzii inainte de fiecare apel de service, precum si
testarea cel putin o daté pe sdptdmana. Testerul pentru benzi de mana este cea mai bund metoda pentru a efectua acest
test. Daca nu aveti propriul dvs. tester pentru benzi de méné, vedeti dacd nu existd unul la biroul dvs. regional. Pentru a
efectua testul, conectati cablul de legatura al benzii de méné la tester, cdnd banda este prinsa la incheietura dvs., si apdsati
pe buton pentru a testa. Dacé testul a reusit, se aprinde un LED verde; dacé testul nu reuseste, se aprinde un LED rosu si se
aude o alarma.

e Elemente de izolatie — este esential ca dispozitivele sensibile la ESD, precum carcasele de plastic ale disipatoarelor termice,
sa fie tinute la distantad de piese interne izolatoare si care sunt, deseori, incarcate cu sarcini electrice ridicate.

e Maediu de lucru - Tnainte de instalarea kitului de service de teren ESD, evaluati situatia la locatia clientului. De exemplu,
instalarea kitului pentru un mediu server este diferit4 fata de instalarea pentru un mediu desktop sau portabil. Tn mod
caracteristic, serverele sunt instalate intr-un rack in interiorul unui centru de date; desktopurile sau sistemele portabile sunt
asezate, de reguld, pe birouri sau in nise. Cutati intotdeauna o suprafaté de lucru ampld si deschisg, libera si suficient de
mare, pentru a instala kitul ESD, cu spatiu suplimentar pentru tipul de sistem reparat. De asemenea, spatiul de lucru nu
trebuie s& contin elemente izolatoare care pot cauza un eveniment ESD. In zona de lucru, materiale izolatoare precum
Styrofoam si alte materiale plastice trebuie deplasate Intotdeauna la o distanta de cel putin 12 inchi sau 30 cm fata de piesele
sensibile Thainte de a manipula fizic orice componente hardware

e Ambalaj ESD - toate dispozitivele sensibile la ESD trebuie trimise si receptionate in ambalaj antistatic. Sunt preferate
recipientele metalice, ecranate la electricitate statica. Totusi, trebuie s& returnati intotdeauna piesa deteriorata utilizand
acelasi recipient si ambalaj ESD ca si cele In care a sosit piesa noud. Recipientul ESD trebuie sa fie pliat si inchis cu banda
adeziva si toate materialele de ambalare din spuma trebuie utilizate Tn cutia originala In care a sosit piesa noud. Dispozitivele
sensibile la ESD trebuie scoase din ambalaj numai pe o suprafatd de lucru protejaté la ESD, iar piesele nu trebuie amplasate
niciodatd pe partea de sus a recipientului ESD, deoarece numai partea interioara a recipientului este ecranatd. Pozitionati
ntotdeauna piesele in mana, pe covorasul ESD, in sistem sau n interiorul unui recipient electrostatic.

e Transportul componentelor sensibile — cand transportati componente sensibile la ESD, precum piese de schimb sau piese
care trebuie returnate la Dell, este esential ca aceste piese sa fie introduse in recipiente antistatice pentru un transport in
conditii de siguranta.

Rezumat de protectie ESD

Se recomanda ca toti tehnicienii de service de teren s utilizeze permanent banda de mana de impadmantare ESD cu fir si
covorasul antistatic de protectie traditionale atunci cand executa interventii de service la produsele Dell. De asemenea, este
esential ca tehnicienii sa tind piesele sensibile separat de toate piesele izolatoare in timpul interventiei de service, precum si sa
utilizeze recipiente antistatice pentru transportul componentelor sensibile.

Componentele sensibile la transport

La transportarea componentelor sensibile la descarcérile electrostatice, cum ar fi piese de schimb sau piese returnate catre Dell,
este foarte important ca aceste piese sa fie puse in pungi antistatice pentru a fi transportate in siguranta.

Dupa efectuarea lucrarilor in interiorul computerului

Dupa ce ati finalizat toate procedurile de remontare, asigurati-va ca ati conectat dispozitivele externe, placile si cablurile Thainte
de a porni computerul.

Pentru a evita deteriorarea computerului, utilizati exclusiv baterii concepute pentru acest model
de computer Dell. Nu utilizati baterii concepute pentru alte computere Dell.

1. Conectati toate dispozitivele externe, cum ar fi un replicator de porturi sau baza pentru suporturi media si remontati toate
cardurile, cum ar fi un ExpressCard.
2. Conectati toate cablurile de retea sau de telefonie la computerul dvs.
Pentru a conecta un cablu de retea, mai intdi conectati cablul la dispozitivul de retea si apoi
conectati-l la computer.
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3. Conectati computerul si toate dispozitivele atasate la prizele electrice.
4. Porniti computerul.
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Tehnologie si componente

Acest capitol oferd detalii despre tehnologia si componentele disponibile Tn sistem.
Subiecte:

. Utilizarea computerului

¢ Adaptoare de c.a. - c.c.

. Bateria

e Procesoare

e Caracteristicile memoriei

e Optiunile placii grafice

*«  Corning Gorilla Glass

e Utilizarea stiloului

. Unitatea optica

e Cititorul de carduri de stocare
«  BIOS UEFI

e  Gestionarea sistemelor - De pe teren in cloud
e Trusted Platform Module

*  Fingerprint Reader

e Caracteristici USB

« USB PowerShare

. USB Type-C

. Ethernet

«  HDMI2.0

Utilizarea computerului

Deschiderea capacului ecranului LCD
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1. Apasati dispozitivul de blocare al ecranului LCD aflat pe partea de jos a sasiului.

2. Ridicati capacul ecranului LCD la un unghi de vizualizare convenabil.

@ NOTIFICARE: Laptopurile sunt proiectate sa permitd o miscare a capacului ecranului LCD de maxim 180°. Cu toate
acestea, capacul nu ar trebui deschis la mai mult de 140°, dacé porturile I/0 din spate sunt folosite sau cand laptopul este
andocat.

Modul invizibil

Produsele Latitude robuste sunt dotate cu o functie de trecere in modul invizibil. Modul Stealth (Invizibil) va permite s& opriti
afisajul, toate indicatoarele luminoase LED, boxele interne, ventilatorul si toate functiile radio wireless cu o singurd combinatie de
taste.

®

NOTIFICARE: Acest mod este conceput pentru utilizarea computerului in operatiuni sub acoperire. Cand este activat modul
invizibil, computerul poate fi utilizat, dar nu emite lumind sau sunete.

Activarea/dezactivarea modului invizibil

1. Apdasati pe combinatia de taste Fn + F7 (tasta Fn nu este necesara daca este activatd functia de blocare Fn) pentru a activa
modul invizibil.

®

NOTIFICARE: Modul invizibil este o functie secundara a tastei F7. Aceasta tasta se poate utiliza pentru a executa alte
functii pe computer atunci cand nu se utilizeaz8 Tmpreund cu tasta Fn pentru a activa modul invizibil.

2. Toate luminile si sunetele sunt dezactivate.
3. Apéasati din nou pe combinatia de taste Fn + F7 pentru a dezactiva modul invizibil.
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Dezactivarea modului invizibil in configurarea sistemului (BIOS)

1. Opriti computerul.

2. Porniti computerul si, cand apare sigla Dell, atingeti in mod repetat tasta F2 pentru a afisa meniul System Setup
(Configurare sistem).

3. Extindeti si deschideti meniul System Configuration (Configurare sistem).
4. Selectati Stealth Mode Control (Control mod invizibil).

®| NOTIFICARE: Modul invizibil este activat in mod implicit.

5. Pentru a dezactiva modul invizibil, debifati optiunea Enable Stealth Mode (Activare mod invizibil).
6. Faceti clic pe Apply changes (Se aplica modificarile) si apoi pe Exit (lesire).

Utilizarea tastaturii cu retroiluminare

Seria robustd Latitude este dotatd cu o tastatura cu retroiluminare, care poate fi particularizatd. Sunt activate urmétoarele
culori:

1. Alb

2. Rosu
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3. Verde
4, Albastru

Alternativ, sistemul poate fi configurat cu doud culori particularizate suplimentare in System Setup (Configurare sistem) (BIOS).

Activarea sau dezactivarea iluminarii de fundal a tastaturii ori reglarea
luminozitatii

Pentru a activa sau a dezactiva iluminarea de fundal ori pentru a regla setérile de luminozitate a iluminarii de fundal:

1. Pentru a initializa comutatorul de iluminare de fundal a tastaturii, apasati pe Fn+F10 (tasta Fn nu este necesarad daca este
activata functia de blocare a tastei functionale Fn).

2. Prima utilizare a combinatiei de taste de mai sus activeaza iluminarea de fundal la setarea inferioara.

Apasarea repetatd a combinatiei de taste parcurge setdrile de luminozitate In secventa 25, 50, 75 si 100 %.

4. Comutati cu combinatia de taste pentru a regla luminozitatea sau pentru a dezactiva iluminarea de fundal a tastaturii.

o

OFF 25% 50% 75% 100%
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Schimbarea culorii retroiluminarii tastaturii

Pentru a schimba culoarea iluminarii de fundal a tastaturii:

1. Pentru a schimba culorile iluminérii de fundal, ap&sati pe tastele Fn+C.
2. Alb, galben, verde si albastru sunt active in mod implicit; in Configurare sistem (BIOS) se pot adduga cel mult dou& culori
particularizate.
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Particularizarea tastaturii cu retroiluminare in System Setup (Configurare
sistem) (BIOS)

1. Opriti computerul.

2. Porniti computerul si, cand apare sigla Dell, apasati in mod repetat pe tasta F2 pentru a afisa meniul System Setup
(Configurare sistem).

3. Tn meniul System Configuration (Configuratie sistem), selectati RGB Keyboard Backlight (lluminare de fundal
tastatura RGB).

Puteti activa/dezactiva culorile standard (alb, rosu, verde si albastru).

4. Pentru a seta o culoare RGB particularizatg, utilizati casetele de intrare din partea dreaptd a ecranului.
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B. Faceti clic pe Apply changes (Se aplica modificarile) si apoi pe Exit (iesire) pentru a inchide System Setup (Configurare

sistem).

Caracteristicile de blocare a tastei functionale Fn

@ NOTIFICARE: Tastatura are capacitatea de blocare a tastei functionale Fn. Dacé se activeaza, devin implicite functiile
secundare ale rdndului superior de taste si nu va fi necesar sé se utilizeze tasta Fn.
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Figura 1. Explicatiile tastei Fn

1. Tasta blocare Fn

2. Taste Fn afectate

3. Tastd Fn

@ NOTIFICARE: Blocarea tastei Fn afecteazd doar tastele de mai sus (de la F1la F12). Functiile secundare nu vor necesita
apasarea tastei Fn pentru activare.

Activarea blocarii tastei functionale (Fn)

1. Apdasati pe tastele Fn + Esc.

@l NOTIFICARE: Celelalte taste cu functii secundare de pe randul de sus nu sunt afectate si necesita utilizarea tastei Fn.

2. Apasati din nou pe tastele Fn + Esc pentru a dezactiva caracteristica de blocare a functiilor.
Tastele functionale revin la actiunile lor implicite.

Activarea si dezactivarea caracteristicii wireless (Wi-Fi)

1. Pentru a activa caracteristica de lucru in retea wireless, apéasati pe Fn + PrtScr.
2. Apésati din nou pe Fn + PrtScr pentru a dezactiva caracteristica de lucru in retea wireless.
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Definirea tastelor de acces rapid

Comportament tasta Fn: comportamentul principal este de tastd media; comportamentul secundar este activarea tastelor

F1-F12.

e Fn Lock comutd intre comportamentele principale si secundare pe tastele F1-F12.

e F7 este modul discret — unic pentru platformele rezistente si semi-rezistente. Acesta opreste ecranul LCD, toate conexiunile

wireless, toate alertele, luminile indicatoarelor, sunetul, ventilatorul etc.

Tabel 1. Comenzi rapide de la tastatura

Tastele de acces rapid

Functie

Descriere

Fn+ESC

Fn Lock

Permite utilizatorului sa comute
intre blocarea si deblocarea
tastelor Fn.

Fn+F1

Dezactivarea volumului sunetului

Dezactiveaza/activeaza temporar
sunetul. Volumul sunetului redat
dupé activare este acelasi cu cel
de dinaintea dezactivarii.

Fn+F2

Scéaderea volumului sunetului

Scade volumul sunetului pana cand
ajunge la minim/oprit.

Fn+F3

Cresterea volumului sunetului

Creste volumul sunetului pana
cand ajunge la maxim.

Fn+F4

Dezactivarea microfonului

Opreste microfonul incorporat
astfel Tncat sd nu poatd inregistra
sunete. Existd un indicator LED
pe tasta functionald F4 pentru a
anunta utilizatorul despre starea
acestei functii:
e |ED oprit = microfonul poate
inregistra sunetele

e |ED pornit = microfonul
este dezactivat si nu poate
inregistra sunetele

Fn+F5

Num lock

Permite utilizatorului sa comute
intre blocarea si deblocarea
tastelor NumLock.

Fn+F6

Blocare defilare

Utilizat& ca tasta Scroll Lock.

Fn+F7

Modul discret

Permite utilizatorului s& comute
intre activarea si dezactivarea
modului Discret.

Fn+F8

Afisaj ecran LCD si proiector

Determing iesirea video céatre
ecranul LCD si dispozitivele
externe video atunci cand sunt
conectate, iar afisajele sunt
vizibile.

Fn+F9

Cautare

Imitd ap&dsarea tastei Windows + F
pentru a deschide caseta de dialog
Cautare Windows.

Fn+F10

[luminarea/retroiluminarea tastaturii

Determina nivelul de luminozitate
al iluminarii/retroiluminarii
tastaturii. Tasta de acces

rapid trece succesiv prin
urmatoarele stari de luminozitate
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Tabel 1. Comenzi rapide de la tastatura (continuare)

Tastele de acces rapid Functie Descriere

atunci cand este apéasata:
Dezactivat, Slab, Stralucitor.
Pentru mai multe detalii,
consultati sectiunea lluminarea/
retroiluminarea tastaturii.

Fn+F11 Scaderea luminozitatii Scade treptat luminozitatea

ecranului LCD la fiecare apasare
pand cand se ajunge la nivelul
minim. Pentru detalii, consultati
sectiunea Luminozitatea ecranului
LCD.

Fn+F12 Cresterea luminozitatii Creste treptat luminozitatea

ecranului LCD la fiecare apasare
pana cand se ajunge la nivelul
maxim. Pentru detalii, consultati
sectiunea Luminozitatea ecranului
LCD.

Fn+PrintScreen Pornirea/oprirea conexiunilor Comuta Intre oprirea si pornirea
tuturor conexiunilor wireless.
De exemplu, WLAN, WWAN si
Bluetooth.

Fn+Insert Repaus Introduce sistemul In starea ACP!I
S3 si nu activeaza sistemul.

Functiile traditionale de programare, cum ar fi Scroll Lock, sunt desemnate tastelor alfa fard legende imprimate.

Fn+S = Scroll Lock

Fn+B = Pause

Fn+Ctrl+B = Break

Fn+R = Sys-Req

NOTIFICARE: Pentru tastaturile fara retroiluminare, tasta F10 nu are o functie, iar pictograma de pe tasta functionald
eliminata.

®

Adaptoare de c.a. - c.c.

Existd doué tipuri de adaptoare de c.a. pentru aceasta platforma:
90 W cu 3 pini

130 W cu 3 pini

Atunci cand deconectati cablul adaptorului de c.a. de la computer, apucati conectorul, nu cablul propriu-zis, si trageti ferm,
dar cu atentie, pentru a evita deteriorarea cablului.

e Adaptorul de c.a. poate fi utilizat impreuna cu prize electrice din Intreaga lume. Cu toate acestea, conectorii de alimentare si
prelungitoarele diferd in functie de tara. Utilizarea unui cablu incompatibil sau conectarea incorecta a cablului la prelungitor
sau la priza electricé poate cauza incendii sau deteriorarea echipamentului.

Cum puteti verifica starea adaptorului de c.a. in BIOS?

1. Reporniti/porniti computerul.
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2. La aparitia primei linii de text pe ecran sau a siglei Dell, ap8sati tasta <F2> pana cand se afiseazd mesajul Entering Setup
(Accesare configurare).

3. In sectiunea General > Battery Information (General > Informatii baterie), veti vedea AC Adapter (Adaptor de c.a.).

4. La status (stare) apare wattage (voltajul) adaptorului de c.a. conectat. Orice erori detectate la adaptorul de c.a. sau la
conectorul de intrare c.c. vor fi afisate aici.

90 W

OW adapter w/
mm barrel
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1530 W

| adapter w/
7.4mm barrel
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LED-ul si cablul
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Tabel 2. Caracteristicile adaptorului

Caracteristici

1 Forma corpului creeazé o baza platd pentru infdsurarea cablului.

Dispozitiv de blocare pe cablu pentru a fixa infasurarea.

Cotul de 90° directioneaza cablul pe partea laterald a adaptoroului.

Dl NN

LED-ul adaptorului este prezent in doud puncte pe partile opuse ale stecarului. Lumina LED-ului este alba.

Bateria

Dell Latitude Rugged utilizeazad urméatoarele optiuni ale bateriei cu 3 celule:

e 3 celule 51 Whr (ExpressCharge)

e 3 celule 51 Whr (Ciclu de viatd indelungatd, include garantie limitatd de 3 ani)

Bateria se afld In partea de jos a sistemului si poate fi inlocuitd la cald. Acest design este unic, spre deosebire de laptopurile
anterioare Dell, unde sistemul trebuie oprit atunci cand se scoate bateria, fara a fi necesaré scoaterea capacului din partea

inferioara.
®| NOTIFICARE: Bateria intrd in categoria CRU (Unitate inlocuibild de catre client) pe aceastd platforma.

®| NOTIFICARE: Tn mod obisnuit, bateria necesita aproximativ 2 ore pentru o incarcare completa.
Specificatiile bateriei

Ce este ExpressCharge?

Tn cazul unui sistem cu functia ExpressCharge, in mod obisnuit, bateria se va incarca peste 80% dupa aproximativ o ora de
incércare cu sistemul oprit si va fi incarcatd complet in aproximativ doua ore cu sistemul oprit.

Activarea ExpressCharge necesité ca sistemul si bateria folosita in sistem s& fie compatibile cu aceasta functie. Daca oricare
dintre cerintele de mai sus nu este indeplinitd, functia ExpressCharge nu va fi activata.

Ce este BATTMAN?

BATTMAN este un manager al bateriei controlat de computer pentru bateriile obisnuite reincarcabile. Are urmatoarele capacitati:

Monitorizarea auto-descarcarii

Masurarea rezistentei interne

Efectuarea automata repetatd a ciclurilor de descércare/incarcare pentru a optimiza bateriile noi
Mentinerea unui jurnal cu toate operatiunile efectuate, care poate fi importat

Conectarea prin portul paralel la orice PC cu Microsoft Windows

Software-ul functional, impreuna cu codul sursd, este disponibil pentru descércare.
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Procesoare

Acest laptop este livrat cu urmatoarele procesoare Intel i5 SkylLake din a sasea generatie sau Kabylake din a saptea sau a opta
generatie:

e Procesor Intel Core i3 7130U KabylLake

e Procesoare Intel Core i5 8350U KabylLake sau 6300U SkylLake

e Seria de procesoare Intel Core i7 8650U KabylLake

@lNOTIFICARE: Viteza de procesare si performanta depind de sarcina de lucru si alte variabile.

Skylake processor

Intel Skylake is the successor to the Intel Broadwell processor. It is a micro-architecture redesign using an already existing
process technology and it will be branded as Intel 6th Gen Core. Like Broadwell, Skylake is available in four variants with suffixes
SKL-Y, SKL-H, and SKL-U.

The Skylake also includes Core i7, i, i3, Pentium and Celeron processors.

Skylake vs Broadwell roadmap

The following illustration is a roadmap comparison between the Skylake processor vs the Broadwell processor:

Skylake
Skylake-Y Skylake-U Skylake-H
+ +
PCH-LP PCH-LP
(1-Chip) |  (1-Chip)

Snowfield Peak [.11ac 2x2+BT 4.1) WiFi
Douglas Peak WiGig
XMM7262 LTE
CG 1960 GNSS

Alpine Ridge DP and SP
Jacksonville GbE LAN

[ PCle Business & Consumer. Wolf Star
SATA Business & Consumer: Temple Star Refresh

— o e e W e W S e S

Figure 2. Skylake vs Broadwell roadmap

Processor performance features

The following table illustrates the performance available on each Skylake suffix.

Table 3. Performance features

Feature Feature description | SKL-Y SKL-U SKL-H
General Cores Dual Core Dual Core Dual Core
Features
CPU/Memory/Graphic | No No Yes
Overclocking
Intel Extreme Tuning No No Yes
Utility
Intel Hyper-Threading | Yes Yes Yes
Technology
Intel Smart Cache Yes Yes Yes

Technology with last
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Table 3. Performance features (continued)

Feature Feature description SKL-Y SKL-U SKL-H
level cache (LLC)
sharing between
Processor and GFx
cores
Intel Smart Sound Yes Yes Yes
Technology
Intel Turbo Boost Yes Yes Yes
Technology 2.0
Last Level Cache (LLC) | Up to 4M Up to 4M Up to 4M
Voltage Optimizer Yes TBD TBD
Display 3 Independent Display | Yes Yes Yes
Support
HDMI 2.0 Display 3840x2160 3840x2160 3840x2160
@60Hz
DP/eDP Display 3840x2160 4096x2304 4096x2304
@60Hz
eDP 1.3, support for Yes Yes Yes
MPO, NV12
Media Intel Built-In Visuals Yes Yes Yes
Compute OpenCL 2.0 Yes No yes
Platform 14nm process Yes Yes Yes
Hardware -
16PCle Graphic lanes No No Yes
(configurable as 1x16 or
2x8 or 1x8+2x4)
PCle Gen3.0 support No No Yes
Switchable graphics No Yes Yes
(muxless solution)
Memory Memory Type DDR4 DDRA4 DDRA4
Connector / Memory Memory down SODIMM SODIMM
Down
Speed 2133MT/s for DDR4 2133MT/s for DDR4 2133MT/s for DDR4
Max Capacity 32 GB 32 GB 32 GB
OS Support Windows 11 (64-bit) Yes Yes Yes
Windows 10 (64-bit) Yes Yes Yes
Windows 7 (64-bit / Yes Yes Yes
32bit)
Windows 8.1 (64-bit) Yes Yes Yes
Linux (kernel and Yes Yes Yes
associated modules)
Chrome Yes Yes No
Android No No No
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General comparison with Broadwell processor

§I

2D Camera Imaging

RealSense 3D Cameras

1/0 & Storage

Touch and Sensing

Broadwell Platform Features

Skylake Platform Features

Improved CPU & Graphics fup ) € power
reduction {upto 40% lower SOC power) and longer battery life"

H:47W2, U 28W2, U2 15W2 Y 4.5W2 TOP
Configurable TDF®, Low Power Mode®

Gens, DX11.1, Open CL 1.2/2.0%, Open GL 4., PCle3.0

Faster AVC and MPEG-2 with full HW encode; VPB Encode (GPU), VP8 Decods,
VP9 Decode [GPU). HEVC Decode;
Intel® Quick Sync Video: 3 simultanecus Displays,

Intel® Smart Sound Technology®
Discrete ISP in camera module

Intel® RealSense F200 (UF Camera)

U58 3.0, Thunderbolt™ Technology®

Discrete Touch, Diserete Sensor Hub controllers on platform
High Bandwidth 802.11 ac, WiGIg®
Catd LTE, Intel® Wireless Display 5.0°, GNSS, NFC
Mcafee YAP, Boot Guard, Intel® PTT 2.0%, Intel® IPT?, intel® BIOS Guard v2.07,
Anti-malware Boost [Beacon Pass 2.0

Intel® wPro= Technology w/ AMT 10.0, Intel® Small Business Advantage 3.0,
Intel * vPro™ wj Windows® 8.1 InstantGo® , intel® Pro WiDi 5.1

Figure 3. Comparison with Broadwell processor

p PU & Graphics p {upto 50%) with sig:
reduction (upto 60% lower SOC power) and longer battery life’

H:45W2 and 35W, U: 28W2, U 15W2, Y- 4.5WE TOP
Configurable TDP?, Low Power Mode?

Gend LP, DX11.3, DX12, Open CL 1.2/2.0"% Open GL 4.3/4.4, PCle3.0

VP8 Encode, VPB Decode, VPO Decode (GPU), VP9 Encode (GPU), HEVE Bb
Decede; HEVC Bb Encode, VDENC, SFC
Intel® Quick Sync Video; 3 simultaneous Displays

Enhanced Intel® Semart Sound Technology: GMM HW aceelerated Spesch,
Enhanced Audic Pre and Post Processing. Enhanced intel® Wake on Vioice

Integrated ISPAY, suppoarting upto 16MP, 4K@30fps, 1080p@60fps
Intel® RealSense R200 (WF camera)®, Intel® RealSense F200 [UF Camera)

PCle Gen3.0 [U and ¥), eMMC5.0 %, SDXC3.0, USB OTG', CSI2 MIP1, USE 3.00
. Thunderbelt™ Technology®
Touch® Intel* Solution

High Bandwidth 802.11 ac, WiGig¥, Cath LTE, intel* Wireless Display 6.0°
Wireless Charging, GNSS, NFC

McAfee YAP w/ Intel® SGX, IPT with MFA
Boot Guard, Intel® PTT 3.0% intel® IPT?, Intel® BIOS Guard v2.01

Intel® vPro™ Technology wf AMT 11.0, Small Business Advantage SBA Next
Intel® Pro WIDi 6.0, Secure LBS

Kaby Lake — procesoare Intel Core din a saptea si a opta generatie

Familia de procesoare Intel Core din a saptea si a opta generatie (Kaby Lake) este succesoarea seriei Sky Lake R. Caracteristicile

principale includ:

e Tehnologia Intel de proces de fabricatie pe 14 nm

e Intel Turbo Boost Technology (Tehnologia Intel Turbo Boost)
e Tehnologia Intel Hyper-Threading
[ ]

Intel Built-in Visuals

o Placi grafice Intel HD - imagini extraordinare, editarea celor mai mici detalii
o Intel Quick Sync Video - capacitate excelentd pentru videoconferintd, editare si inscriptionare video rapida
o Intel Clear Video HD - calitate vizuala si fidelitate a culorilor imbunatétitd pentru redare HD si o navigare captivanta pe

web

Intel Smart Cache

Controlerul de memorie integrat

Tabel 4. Specificatiile procesorului Kaby Lake

Tehnologia Intel vPro (pe i5/i7) cu Tehnologie Active Management 11.6 (optional)
Tehnologia Intel Rapid Storage

Numarul Frecventa ceas | Memorie cache | Nr. nuclee/Nr. | Alimentare Tip de Placa video
procesorului de baza fire de memorie
executie

Intel Dual Core |2,7 GHz 3 MB 2/4 1B W DDRA4-2400 Placa grafica
i3-7130U Intel HD 620
Intel Quad Core |1,7 GHz 6 MB 4/8 1B W DDR4-2400 Placa grafica
i5-8350U Intel UHD 620
Intel Quad-Core [1,9 GHz 8 MB 4/8 1B W DDRA4-2400 Placa grafica
i7-8650U Intel UHD 620

Caracteristicile memoriei

Acest laptop acceptd memorie SDRAM DDR4 intre 4 si 32 GB, pana la 2400 MHz pe procesoarele Kabylake si pana la 2133 MHz

pe procesoarele SkylLake.
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DDRA

Tehnologia memoriei DDR4 (double data rate fourth generation - ratd dubld a datelor, a patra generatie) este o succesoare cu
viteza mai mare a tehnologiilor DDR2 si DDR3 care permite o capacitate de pana la 512 GB, comparativ cu performanta maxima
de 128 GB per DIMM a memoriei DDR3. Memoria DDR4 cu acces aleator sincronizat dinamic este codificata diferit de memoriile
SDRAM si DDR, pentru a preveni instalarea de céatre utilizator a tipului incorect de memorie Tn sistem.

DDRA4 are nevoie de o tensiune cu 20 % mai mica sau de numai 1,2 V, in comparatie cu memoria DDR3, care necesitd 1,5 V de
alimentare electricéd pentru a functiona. De asemenea, DDR4 acceptd un nou mod de oprire, care permite dispozitivului gazda sa
intre In starea de veghe fara a fi necesar sa se reimprospateze memoria. . Se preconizeazé cd modul de repaus profund reduce
consumul de energie cu 40-50%.

Detalii despre DDR4

Intre modulele de memorie DDR3 si DDR4 exista anumite diferente, dupa cum urmeazé:
Diferentd intre santurile pentru cheie

santul pentru cheie de pe un modul DDR4 se aflé in alt loc fatd de cel de pe modulul DDR3. Ambele santuri se afld pe marginea
de insertie, dar locatia santului de pe DDR4 este usor diferitd, pentru a se preveni instalarea modulului pe o placé sau o platforma
incompatibila.

Figura 4. Diferenta intre santuri

Grosime mai mare

Modulele DDR4 sunt putin mai groase decat DDR3, pentru a ingloba mai multe straturi de semnal.

DDR4

Figura 5. Diferenta de grosime

Margine curbatd

Modulele DDR4 au o margine curbatd pentru putea fi inserate mai usor si pentru a reduce apasarea asupra placii cu circuite
imprimate n timpul instaldrii memoriei.

Figura 6. Margine curbata
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Erorile de memorie

Erorile de memorie din sistem afiseazd noul cod de defectiune 2 - Galben, 3 - Alb. Dacé se defecteaza toate memoriile, ecranul
LCD nu se aprinde. Depanati posibilele defectiuni de memorie incercand sé& introduceti module de memorie despre care stiti ca
sunt functionale in conectorii pentru memorie din partea de jos a sistemului sau de sub tastaturg, in cazul anumitor sisteme

portabile.

Optiunile placii grafice

Specificatiile placii grafice

Tabel 5. Specificatiile placii grafice

de pe panou IO din
spate
o VGA

e Port
DisplayPort

Controler Tip Dependenta Tip memorie |Capacitate Compatibilitate Rezolutie
procesor grafica pentru afisaj maxima
extern
Placa grafica UMA Intel Core i3 - | Integrata Memorie de HDMI 2.0 40962304 la 60
Intel HD 620 7130U sistem Hz
partajata
Placa grafica UMA Intel Core i5 - | Integrata Memorie de HDMI 2.0 40962304 la 60
Intel UHD 620 8350U sistem Hz
partajaté
Placs grafica | UMA Intel Core Integrata Memorie de HDMI 2.0 4096%x2304 la 60
Intel HD 520 15-6300U sistem Hz
partajata
AMD Radeon Separaté Intel Core i5 - | Separaté Dedicats, HDMI 2.0 4096x2304 la 60
540 8350U DDR5 de 2 GB oo Hz
Porturi video
Intel Core i7 - suplimentare n
8650U spatiul configurabil
de pe panou 10 din
spate
o VGA
e Port
DisplayPort
AMD Radeon Separatd Intel Core i5 - | Separata Dedicats, HDMI 2.0 4096x2304 la 60
R5 RX540 8350U DDRb5 de 4 GB oo Hz
Porturi video
Intel Core i7 - suplimentare n
8650U spatiul configurabil

@ NOTIFICARE: Porturile video suplimentare 1n spatiul configurabil de pe panou IO din spate sunt disponibile numai pentru
solutiile cu placa grafica separata.
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Intel HD Graphics Integrated

Intel HD graphics 620

This system can be configured with either of the following UMA graphic options or combined with any of the AMD discrete

graphics options.

Table 6. Intel HD graphics 620 specification

Integrated Graphics Controller

Intel HD Graphics 620

Bus Type

Internal PCle

Memory Interface

N/A (unified memory architecture)

Graphics Level

GT2

Estimated Maximum Power Consumption (TDP)

15 W (included in the CPU power)

Display Support

On System:
HDMI 2.0
USB Type-C

Maximum Vertical Refresh Rate

Up to 85 Hz depending on resolution

Operating Systems Graphics Video API Support

Support for DirectX 12, OpenCL 2.0, OpenGL 4.3/4.4,
OpenGL ES

Analog and/or digital)

Supported Resolutions and Max Refresh Rates (Hz) (Note:

System ports: Max Digital: (HDMI) 2560x1600,
4096x2304@24 Hz

Docked:

Max Digital: ( DisplayPort 1.2) 3840 x2160 @60 Hz
Max Digital: (SL-DVI) 1920x1080 @60 Hz

Analog: (VGA) system (14 inch/15 inch) 2048x1152 @60
Hz

For 3 displays : up to max resolution each above

Numbers of Displays Supported

e System Ports: 3 displays max with LCD plus 2 displays max
on each output (HDMI, USB Type-C)

e Docked: 3 displays max (combo of LCD, VGA, DP, HDMI)

Intel UHD Graphics 620

Table 7. Intel UHD Graphics 620 (8th Generation Intel Core) specification

Integrated Graphics Controller

Intel UHD Graphics 620 (8th Generation Intel Core)

Bus Type

Internal PCle

Memory Interface

N/A (unified memory architecture)

Graphics Level

GT2

Estimated Maximum Power Consumption (TDP)

15 W (included in the CPU power)

Display Support

On System:
HDMI 2.0
USB Type-C

Maximum Vertical Refresh Rate

Up to 85 Hz depending on resolution

Operating Systems Graphics Video API Support

DirectX 11 (Windows 7/8.1), DirectX 12 (Windows 10, Windows
11), OpenGL 4.3
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Table 7. Intel UHD Graphics 620 (8th Generation Intel Core) specification (continued)

Integrated Graphics Controller

Intel UHD Graphics 620 (8th Generation Intel Core)

Analog and/or digital)

Supported Resolutions and Max Refresh Rates (Hz) (Note:

System ports:

e Max Digital: (HDMI) 4096x2304@24 Hz

e Analog: (VGA) system (14 inches/15 inches) or docking
2048x1152 @60 Hz

Docked:

e Max Digital: (DisplayPort 1.2) 3860 x2160 @60 Hz

e Max Digital: (SL-DVI) 1920x1080 @60 Hz

e Analog: (VGA) system (14 inches/15 inches) 2048x1152
@60 Hz

For 3 displays:

e (native or docked) up to 1920x1200 max resolution each

Numbers of Displays Supported

e System Ports - 3 displays max with LCD plus 1 display max
on each output (HDMI, VGA (14 inches/15 inches)

e Docked - 3 displays max (combo of LCD, VGA, DP, HDMI)

Intel HD Graphics 520

Table 8. Intel HD Graphics 520 Graphics specification

Integrated Graphics Controller

Intel UHD Graphics 620 (8th Generation Intel Core)

Bus Type

Internal PCle

Memory Interface

N/A (unified memory architecture)

Graphics Level

GT2

Estimated Maximum Power Consumption (TDP)

15 W (included in the CPU power)

Display Support

On System:
HDMI 2.0
USB Type-C

Maximum Vertical Refresh Rate

Up to 85 Hz depending on resolution

Operating Systems Graphics/ Video API Support

DirectX 11 (Windows 7/8.1), DirectX 12 (Windows 10, Windows
1), OpenGL 4.3

Analog and/or digital)

Supported Resolutions and Max Refresh Rates (Hz) (Note:

System ports:

e Max Digital: (HDMI) 4096x2304@24 Hz

e Analog: (VGA) system (14 inches/15 inches) or docking
2048x1152 @60 Hz

Docked:

e Max Digital: (DisplayPort 1.2) 3860 x2160 @60 Hz

e Max Digital: (SL-DVI) 1920x1080 @60 Hz

e Analog: (VGA) system (14 inches/15 inches) 2048x1152
@60 Hz

For 3 displays:

e (native or docked) up to 1920x1200 max resolution each

Numbers of Displays Supported

e System Ports - 3 displays max with LCD plus 1 display max
on each output (HDMI, VGA (14 inches/15 inches)

e Docked - 3 displays max (combo of LCD, VGA, DP, HDMI)
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Placa grafica Intel HD 520

Placa grafica Intel HD 520 (GT2) este o unitate grafica integratd, care poate fi regasita in diferite procesoare ULV (Ultra Low

Voltage) din generatia Skylake. . Aceasta versiune GT2 a unitatii de procesare grafica Skylake oferd 24 de unitati de executie cu

pana la 1050 MHz (in functie de modelul procesorului). Deoarece nu are memorie graficd dedicatd sau memorie cache eDRAM,

placa graficad HD 520 trebuie s& acceseze memoria principald (2x DDR3L-1600/DDR4-2133 pe 64 biti).

Performance (Performante)

Performanta exactd a placii grafice HD 520 depinde de diferiti factori, cum ar fi dimensiunea memoriei cache L3, configuratia
memoriei (DDR3/DDR4) si rata maximé& de procesare a modelului. Cele mai rapide versiuni de procesoare Core i7-6600U ar

trebui s& functioneze similar cu o placé dedicatd GeForce 820M si s& redea jocuri moderne (incepand din 2015) cu setéri minime.

Caracteristici

Noul procesor video decodeaza H.265/HEVC integral in hardware si mai eficient decat pana acum. Afisajele pot fi conectate

utilizédnd un DP 1.2/eDP 1.3 (maxim 3840 x 2160 la 60 Hz), iar HDMI este limitat la versiunea mai veche 1.4a (maxim 3840 x 2160

la 30 Hz). Totusi, se poate adduga HDMI 2.0 utilizdnd un convertor DisplayPort. Se pot controla simultan pana la trei afisaje.

Consumul de energie

Placa graficd HD 520 se regéseste in procesoarele mobile cu TDP la 15 W, fiind astfel potrivit pentru laptopuri compacte si

ultrabook-uri.

Specificatiile principale

Urmétorul tabel contine specificatiile principale ale placii grafice Intel HD 520:

Tabel 9. Specificatiile principale

Specificatie

Placa grafica Intel HD 520

Nume cod

GT2 Skylake

Arhitectura

Intel a sasea generatie (Skylake)

Pipeline-uri

24 — unite

Viteza nucleului

300 — 1050 (Boost) MHz

Tipul de memorie DDR3/DDRA4
Latime magistrala de memorie 64/128 biti
Memorie partajata Da
Tehnologie 14
Caracteristici QuickSync
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Tabel 9. Specificatiile principale (continuare)

Specificatie Placa grafica Intel HD 520
DirectX DirectX 12 (FL 12_1)
Dimensiune max. Afisaje acceptate Pana la 3

DP 1.2/eDP 1.3 max. Rezolutie 3840 x 2160 la 60 Hz

HDMI max. Rezolutie 3840 x 2160 la 30 Hz

Placa grafica Intel HD/UHD 620

Placa grafica Intel HD/UHD 620 (GT2) este o unitate grafica integratd, care poate fi regésita in diferite procesoare ULV (Ultra
Low Voltage) din generatia Skylake. . Aceasta versiune GT2 a unitatii de procesare grafica Skylake oferd 24 de unitati de
executie cu pana la 10560 MHz (in functie de modelul procesorului). Deoarece nu are memorie grafica dedicatd sau memorie
cache eDRAM, placa graficd HD 520 trebuie sa acceseze memoria principald (2x DDR3L-1600/DDR4-2133 pe 64 biti).

Performance (Performante)

Performanta exacta a placii grafice HD/UHD 620 depinde de diferiti factori, cum ar fi dimensiunea memoriei cache L3,
configuratia memoriei (DDR3L/DDR4) si rata maxima de procesare a modelului.

Caracteristici

Noul procesor video decodeaza H.265/HEVC integral in hardware si mai eficient decat pana acum. Afisajele pot fi conectate
utilizénd un DP 1.2/eDP 1.3 (maxim 3840 x 2160 la 60 Hz), iar HDMI este limitat la versiunea mai veche 1.4a (maxim 3840 x 2160
la 30 Hz). Totusi, se poate adduga HDMI 2.0 utilizdnd un convertor DisplayPort. Se pot controla simultan pana la trei afisaje.

Consumul de energie

Placa grafica HD 620 se regéseste n procesoarele mobile cu TDP la 15 W, fiind astfel potrivit pentru laptopuri compacte si
ultrabook-uri.

Specificatiile principale

Urméatorul tabel contine specificatiile principale ale placii grafice Intel HD 620:

Tabel 10. Specificatiile principale

Specificatie Placa grafica Intel HD/UHD 620
Nume cod GT2 Skylake
Arhitectura Intel a sasea generatie (Skylake)
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Tabel 10. Specificatiile principale (continuare)

Specificatie

Placa grafica Intel HD/UHD 620

Pipeline-uri

24 — unite

Viteza nucleului

300 — 1050 (Boost) MHz

Tipul de memorie DDR3/DDRA4
Latime magistrald de memorie 64/128 biti
Memorie partajata Da
Tehnologie 14
Caracteristici QuickSync

DirectX

DirectX 12 (FL 12_1)

Dimensiune max. Afisaje acceptate

Panala 3

Maxim DP 1.2/eDP 1.3 Rezolutie

3840 x 2160 la 60 Hz

HDMI maxim Rezolutie

3840 x 2160 la 30 Hz

Placa grafica AMD Radeon 540

Tabel 11. Specificatiile placii grafice Radeon 540

Controler grafic

Placa grafica AMD Radeon 540

Memoria plécii grafice

GDDRb5 de 2 GB

Tip magistrala

PCle x16 din a treia generatie

Interfata memoriei

64 de biti

Viteza clock-ului

Pana la 1124 MHz

Consumul maxim de energie estimat (TDP)

50 W TGP (GPU + buffer cadru)

Conectori afisaj

HDMI/mDP/eDP/USB-C

Adancimea maxima a culorii

Adancimea :12 maxima a culorii 4:4:4 (biti per pixel)

Rata de improspatare verticald maxima

Pana la 85 Hz n functie de rezolutie

Sisteme de operare ale placii grafice/Compatibilitate Video API

DirectX 12, OpenGL 4.5

Rezolutiile acceptate si rata maxima de improspatare (Hz)
(Observatie: Analog si/sau digital)

e DisplayPort Single 1.4 - 5120 x 2880 la 60 Hz
e DisplayPort Dual 1.4 - 5120 x 2880 la 60 Hz

Numérul de conectori afisaj

Pana la cinci afisaje care functioneazéa la 4096 x 2160 la 60 Hz

Placa grafica AMD Radeon RX 540

Tabel 12. Specificatiile placii grafice Radeon RX 540

Controler grafic

Placa grafica AMD Radeon RX 540

Memoria placii grafice

GDDR5 de 4 GB

Tip magistrala

PCle x16 din a treia generatie
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Tabel 12. Specificatiile placii grafice Radeon RX 540 (continuare)

Controler grafic

Placa grafica AMD Radeon RX 540

Interfata memoriei

128 de biti

Viteza clock-ului

Pana la 1219 MHz

Putere maxima estimata

50 W TGP (GPU + buffer cadru)

Conectori afisaj

eDP/DVI/DisplayPort/HDMI

Adancimea maxima a culorii

Adancimea :12 maxima a culorii 4:4:4 (biti per pixel)

Rata de improspatare verticald maxima

Pana la 395 Hz la 1920 x 1080
Pana la 118 Hz la 3840 x 2160

Sisteme de operare ale placii grafice/Compatibilitate Video API

DirectX 12, OpenGL 4.5

Rezolutiile acceptate si rata maxima de improspatare (Hz)

e Digital maxim: DisplayPort Single 1.4 - 5120 x 2880 la 60
Hz (mDP/USB Type-C la DP)

e Digital maxim: DisplayPort Dual 1.4 - 5120 x 2880 la 60 Hz
(mDP/USB Type-C la DP)

Numarul de conectori afisaj

Pana la cinci afisaje care functioneaza la 4096 x 2160 la 60 Hz

Corning Gorilla Glass

Corning Gorilla Glass 3: Cea mai recentd compozitie de la Corning a fost creatd pentru a r&spunde nevoii #1 a clientilor,
spargerea, conform cercetérii fdcute de Corning. Noua sticlé este la fel de subtire si de usoara ca si versiunile anterioare,

dar a fost creatd pentru a avea o rezistentd nativa la deteriorare substantial imbunétatitd, oferind o performantd superioara.
Performanta Corning Gorilla Glass 3 a fost testatd, fiind supusa la deteriorare prin contact cu suprafete dure, cum ar fi asfaltul si

alte suprafete din viata reala.

Beneficii

e Rezistentd imbunatatitd dupa utilizare.

e Rezistentd inalta la zgérieturi si deteriorare la contactul cu suprafete dure.
e Rezistentd Imbunatétitd la cddere.

e Calitate superioara a suprafetei.

Aplicatii

e |deald pentru protejarea afisajelor electronice din:
o Smartphone-uri
o Ecranele laptopurilor si tabletelor
o Dispozitive purtabile
e Dispozitive cu ecran tactil
Componente optice
Obiecte cu sticl rezistenta

Dimensiuni

Grosime: 1,0 mm
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Vascozitate

Tabel 13. Vascozitate

Parametri Vectori
Punct de Tnmuiere (107-6 poise) 900" C
Punct de calire (10'2 poise) 628° C
Punct de presiune (10'-7 poise) 574° C
Proprietati
Tabel 14. Proprietati

Densitate 2,39 g/cm
Modul de elasticitate 69,3 GPa
Coeficient Poisson 0,22
Modul de rigiditate 28,5 GPa

Test de duritate Vickers (incarcéturd de 200 g)

o Neintérita
Tntarita

534 kgf/mm?
596 kgf/mm?2
649 kgf/mm?

Rezistenta la fracturd

0,66 MPa m9:°

Coeficient de expansiune (0° C - 300° C)

75,8 x 1077 /°C

Intarirea chimica

Capacitate de >950 MPa tensiune de compresie, la 0 adancime a stratului de 40 um

Specificatiile pot fi modificate

Optica

Tabel 15. Optica

Index de refractare (590 nm)

Sticla Core**

1,60

Strat de compresie

1,51

Constanta foto-elastica

31,9 nm/cm/MPa

** Indexul Core este utilizat pentru masuratorile bazate pe FSM deoarece nu este afectat de conditiile de schimbare de ioni.

Durabilitatea chimica

Durabilitatea este mésurata prin pierderea greutétii pe suprafatd dupd imersiunea in solventii mentionati mai jos. Valorile depind
foarte mult de conditiile reale de testare. Datele prezentate corespund pentru Corning Gorilla Glass 3.
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Tabel 16. Durabilitatea chimica

Reactiv Timp Temperatura (°C) Pierdere de greutate (mg/
cm2)

HCI - 5% 24 ore 95 0,6

NH4F:HF - 10% 20 min 20 2,1

HF - 10% 20 min 20 12,3

NaOH - 5% 6 hrs 95 1,9

Electric

Tabel 17. Electric

Frecventa (MHz) Permitivitate electrica Pierdere dielectrica
54 7,59 0,022
163 7,48 0,022
272 7,44 0,021
272 7,42 0,022
490 7,38 0,021
599 7,37 0,022
912 7,30 0,023
1499 7,26 0,023
1977 7,23 0,023
2466 7,20 0,024
2986 7,19 0,025

Linie coaxiald nchisa similard celei descrise in Fisele tehnice 1520 si 1355-R NIST.

Testarea Corning Gorilla Glass 3.

e Rezistentd mai mare la deteriorare (de pané la 1,8 ori) prin abraziune durd.

e Intarire chimica mai rapida cu tensiune de compresie mai mare si cu adancime de compresie mai mare
o Adéancime mai mica la niveluri de abraziune mai Thalte

e Permite reducerea grosimii

Utilizarea stiloului

Computerul utilizeaza diferite dispozitive de intrare. Aveti tastatura si mouse-ul standard externe prin USB si, in plus, puteti opta
pentru stiloul/stylus electrostatic sau sa folositi degetul ca dispozitiv de intrare.

Utilizarea Stiloului ca ,mouse”

Puteti folosi stiloul la fel cum folositi un mouse sau un touchpad la un laptop. Un cursor mic apare la mentinerea stiloului aproape
de afisaj. Miscarea stiloului determind miscarea cursorului. Urmé&torul tabel descrie utilizarea stiloului.

34 Tehnologie si componente



Tabel 18. Functiile stiloului

Actiune Functie
Atingeti usor ecranul cu varful stiloului. La fel ca un clic pe mouse.
Atingeti usor, de doua succesiv, ecranul cu varful stiloului. La fel ca un dublu-clic pe mouse.

Atingeti ecranul cu varful stiloului si mentineti-l in pozitie pdnd | La fel ca un clic-dreapta pe mouse.
cand Windows afiseazd un cerc complet in jurul cursorului.

Utilizarea Stiloului ca stilou

Programul de recunoastere a scrisului de méana usureaza introducerea textului in aplicatii cu ajutorul stiloului. Unele aplicatii, cum
ar fi Jurnalul Windows, v& permit s scrieti direct cu stiloul in fereastra aplicatiei.

Panoul de intrare Tablet PC

Atunci cand o aplicatie nu este compatibild direct cu stiloul, puteti utiliza Panoul de intrare Tablet PC pentru a introduce text
n aplicatie. Daca atingeti o zona editabild, se va afisa pictograma Panoul de intrare Tablet PC. Atingerea pictogramei va face ca
Panoul de intrare sa iasd din marginea afisajului.

-

{}

Puteti muta fila Panou de intrare trdgand-o in sus sau in jos de-a lungul marginii ecranului.
Apoi, cand atingeti fila, Panoul de intrare se deschide n acelasi loc pe ecran ca si fila.

ili”@ Tools - 4_'5'#-," ﬁ
m

-

Glisarile rapide ale stiloului

Glisarile rapide ale stiloului va permit sé utilizati stiloul pentru a efectua actiuni care ar necesita, Th mod normal, o tastatura, cum
ar fi apasarea tastei <Page Up> sau folosirea tastelor sageti. Glisarile rapide ale stiloului sunt gesturi rapide, directionale. Trageti
o linie scurta in una din cele opt directii. Atunci cand o glisare rapidd a stiloului este recunoscutd, Tablet PC efectueaza actiunea

desemnata.
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Undo i Paste
+*
Crag Down

Puteti modifica setérile implicite ale glisérilor rapide ale stiloului:

1. Faceti clic pe Start > Panou de Control > Stilou si Tactil si faceti clic pe fila Glisari rapide.
2. Modificati setérile si faceti clic pe OK.

,J" Pen and Touch ﬁ
Pen Options | Flicks |Handwriting | Touch IPanning|

[¥]1ze flicks to perform common actions quickly and easily!

@ Mavigational flicks ﬁ}]
= Mavigational flicks and
" editing flicks
Customize...
Sensitivity

You can adjust how easily your flicks are recognized, A more
relaxed setting may lead to accdental flicks.

Relaxed Precse

Pen: ; D

Touch: i G

Display flicks icon in the notification area
Practice using flicks

i oK ] [ Cancel Apply
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Unitatea optica

DVDRW

DVDRW este formatul fizic pentru DVD-urile reinscriptionabile si are o capacitate de pana la 4,7 GB. DVD+RW a fost creat

de catre Alianta DVD+RW, un consortiu al industriei de producere a unitatilor si a discurilor. Mai mult, formatul DVD+RW
acceptd o metoda de scriere numitéd ,lossless linking” (legare fara pierderi), ceea ce 1l face potrivit pentru acces aleator si care
mbunatateste compatibilitatea cu DVD-playere.

Capacitatea unui disc cu un singur strat este de aproximativ 4,7 x 109 byti. De fapt, discul are 2.295.104 sectoare a cate
2048 byti fiecare, obtinand astfel 4.700.372.992 byti, 4.590.208 kilobyti (KiB, kilobyti binari), 4482,625 megabyti (MiB, megabyti
binari) sau 4,377563476 gigabyti (GiB, gigabyti binari).

DVD+R (denumit si DVD+/-R, ,DVD plus/cratima R” sau ,DVD plus/minus R") nu este un format separat de DVD, ci, mai
degrabg, un termen abreviat pentru o unitate DVD care acceptd ambele formate comune inscriptionabile de DVD (DVD-R si
DVD+R). In mod aseman&tor, DVD+RW (scris si DVD+R/W, DVD=R/RW, DVD+R/=RW, DVD+/-RW sau alte variante) accepts
ambele tipuri de discuri reinscriptionabile.

DVD+RW trebuie formatat nainte de a-l inscriptiona pe DVD.
e Unitate DVD/RW 8x

Unitatea DVDRW

Existd o noud unitate oferitd de Dell pentru sistemele care permit utilizatorilor s& citeasca si s& scrie DVD-uri si CD-uri. Unitatea
are o tava de Incércare ce intrd in soclul de stocare. Aceasta utilizeaza o interfatd SATA.

Unitatea combinata DVDRW/BD-ROM va citi si scrie toate formatele standard de CD-uri si DVD-uri. lata cateva dintre
specificatiile pentru aceasta unitate:

Tabel 19. Specificatiile unitatii DVD RW

Specificatiile unitatii DVD RW Frecventa
Citire CD 24x
Scriere CD-R 8x
Scriere CD-RW 8x
Citire DVD-ROM 8x
Scriere DVD+R 8x
Scriere DVD-R 8x
Scriere DVD+R DL 2,4x
Scriere DVD-R DL 2,4x
Scriere DVD+RW 4x
Scriere DVD-RW 4x

Blue Ray

Tn februarie 2002, un grup mare de companii a anuntat lansarea formatului Blu-ray Disc™ (BD), noua generatie in materie de
stocare opticd. Noul format oferd o capacitate imensé de stocare (pana la 50 GB), perfectd pentru nregistrari video de Thalta
definitie (HD) si pentru stocarea unor cantitdti mari de date. Formatul are aceeasi forma ca si CD-urile si DVD-urile existente,
permitand compatibilitatea cu versiunile anterioare.*
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Caracteristici

Mai jos sunt listate unele caracteristici ale formatului Blu-ray.

e Capacitate imensa

o 25 GB (unstrat) / 50 GB (strat dublu)
@ NOTIFICARE: Toate unitéatile Blu-Ray Dell accepté discuri cu strat dublu (50 GB). Cu toate acestea, noile unitati
combinate (DVDRW/BD-ROM) citesc discurile cu strat dublu dar nu le inscriptioneaza.

o Potential viitor de stocare de 200 GB (straturi multiple)
= Capacitatea de inscriptionare si citire a majoritatii tipurilor de unitati de stocare**

= Format comun
- Unitati de stocare goale
- Recordere si playere

- Filme de Tnalta definitie preambalate
- Videocamere de Tnaltd definitie
- Jocuri video HD din generatia urmatoare

- Stocare si divertisment PC

Cerinte hardware

Pentru ca Blu-ray s& functioneze corespunzator, atat software-ul, cat si componentele hardware trebuie s& Indeplineasca niste
cerinte. Mai jos sunt descrise aceste cerinte. Fard indeplinirea acestor cerinte, nu este posibild achizitionarea unui sistem Blu-ray

Disc Dell™,

Tabel 20. Cerinte de sistem

(2,93 GHz)

sau procesor Intel Core 2 Duo E6700
(2,66 GHz)

sau Kentsfield

Cerinta Dispozitiv/Specificatie
Desktop-uri Notebook-uri
Procesor Procesor Intel® Core™?2 Duo E6800 Procesor Intel Core 2 Duo T7100 (1,8

GHz) sau mai performant

placa grafica

Procesor Intel Core 2 Duo T7100 (1,8
GHz) sau mai performant

Procesor Intel Core 2 Duo T7100 (1,8
GHz) sau mai performant

Memorie

SDRAM DDR2 1 GB

Unitate RMSD

Unitate redusa Philips®

Unitate Tngustd Panasonic®

Software Redare: Cyberlink®
Scriere si inscriptionare: Sonic/Roxio
Video Codec-uri: MPEG2, MPEG4-AVC, VC-1 -
trebuie s fie compatibile cu accelerarea
hardware H.264
Audio Codec-uri: LPCM, Dolby®, Dolby Digital
+, Dolby Lossless, DTS™, DTS-HD™
Afisaj

Ecran plat de Tnaltd definitie de 20 de
inchi (HDFP) - 2007FPW

Ecran plat de Tnaltd definitie de 24 de
inchi (HDFP) - 2407FPW

Trebuie s& fie compatibil cu conectorii
digitali pentru HDCP* *

WSXGA+ (1680x1050)
WUXGA (1920x1200)

Existd cateva profiluri posibile pentru Blu-ray; acestea sunt Standard sau BD Live.
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Tabel 21. Profiluri Blu-ray

Standard BD Live (inca indisponibil)
Functionalitate Dispozitiv de rezerva cu capacitate mare | Profil Standard + Picture-in-Picture
Redare video Blu-ray Conectivitate internet
Inscriptionare video Blu-ray Stocare locala
Cerinte de sistem Unitate Profil Standard + placa grafic
acceleratd

Combinatie placa grafica/procesor
compatibile cu BD Stocare de sistem

Software BD
Monitor

Memorie

Cititorul de carduri de stocare

@ NOTIFICARE: Cititorul de carduri de stocare este integrat in placa de sistem la sistemele portabile. Daca existd o
defectiune a componentelor hardware sau a cititorului, inlocuiti placa de sistem.

Cititorul de carduri de stocare extinde utilitatea si functionalitatea sistemelor portabile, In special atunci cand sunt folosite cu alte
dispozitive, cum ar fi camere digitale, playere MP3 portabile si dispozitive portabile. Toate aceste dispozitive utilizeazé o forma

de card de stocare pentru a stoca informatia. Cititoarele de carduri de stocare permit transferul facil al datelor intre aceste
dispozitive.

=

Tn prezent, sunt disponibile mai multe tipuri de carduri de stocare sau de memorie. Lista de mai jos enumer4 tipurile de carduri
compatibile cu cititorul de carduri de stocare.

Cititor de carduri SD

Stick de memorie

Secure Digital (SD)

Secure Digital de mare capacitate (SDHC)
Card Secure Digital eXtended Capacity (SDXC)

BIOS UEFI

UEFI este un acronim pentru Unified Extensible Firmware Interface (Interfatd firmware extensibild unificatd). Mentiunea UEFI
denumeste un model nou pentru interfata dintre sistemele de operare pentru computerul personal si platforma firmware.
Interfata este constituitd din tabele de date care contin informatii cu privire la platforma si, in plus, interogarea serviciilor de
incércare si executie disponibile sistemului de operare si incarcatorului sau. Impreuna, acestea oferd un mediu standard pentru
incércarea unui sistem de operare si rularea aplicatiilor de pre-incércare. Una dintre diferentele principale dintre BIOS si UEFI

Noop 2
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este modul in care aplicatiile sunt codate. Daca functiile sau aplicatiile au fost scrise pentru BIOS, a fost folosit limbajul de
asamblare, iar, pentru a programa UEFI, a fost folosit un limbaj de programare mai avansat.

Implementarea BIOS-ului UEFI de catre Dell va inlocui cele doué seturi diferite de BIOS existente 1n dispozitivele portabile si
produsele desktop cu un singur BIOS UEFI.

Informatii importante

Nu exista diferente intre BIOS-ul conventional si BIOS-ul UEFI, cu exceptia cazului optiunea UEFI este bifatd in setarea
,Optiunile listei de Incarcare” din pagina BIOS. Acest lucru va permite utilizatorului sa creeze o optiune a listei de incércare

UEFI fara s& afecteze lista de Incércare prioritara existentd. Odata cu implementarea BIOS-ului UEFI, modificarile au legaturd mai
mult cu instrumentele de productie si cu functionalitatile, avand un impact minim asupra utiliz&rii clientului.

Céateva lucruri de tinut minte:

e In cazul in care clientii au un suport de incarcare UEF| si NUMAI daca au un suport de incarcare UEFI (fie in suportul optic,
fie prin stocare USB), meniul de incércare unic va afisa o lista suplimentara de optiuni de incarcare UEFI. Tn cazul in care
nu existd un suport de Tncdrcare UEFI, clientii nu vor vedea aceste optiuni niciodata. Majoritatea persoanelor nu vor vedea
niciodatd aceasta optiune, cu exceptia cazului in care optiunea de incarcare UEF| este specificatd manual prin intermediul
setdrilor ,Secventa de initializare”.

e Cum modificati eticheta de service/eticheta de proprietar?

Atunci cand tehnicianul de service Inlocuieste o placé de sistem, el trebuie s seteze eticheta de service la prima pornire

a sistemului. Dacd eticheta de service nu este setatd, bateria sistemului nu se va Tncérca. Asadar, este foarte important ca
tehnicianul s& seteze corect eticheta de service a sistemului. Daca eticheta de service este setata gresit, aceasta nu se poate
reseta, iar tehnicianul trebuie s& comande o alta placé de sistem.

e Cum s& modificati informatiile etichetei de activ?

Pentru a modifica informatiile etichetei de activ, puteti utiliza unul dintre urmatoarele utilitare software.

Kitul de instrumente pentru tehnologii portabile Dell Command Configure

De asemenea, clientii pot observa ca, dupé inlocuirea plécii de bazd, cd&mpul produsului este deja completat in sistemul BIOS si
cé acesta trebuie sters sau setat. Pentru sistemele mai vechi si toate sistemele mai noi cu platform& BIOS UEFI, clientii pot
descdrca kitul de instrumente Dell Command Configure (DCC) pentru a personaliza optiunile BIOS sau chiar modifica eticheta de
proprietar sau de activ din Windows. Aceasta tehnologie este descrisé in sectiunea Software si depanare.

Gestionarea sistemelor - De pe teren in cloud

Suita Dell Client Command - un kit de instrumente gratuit, disponibil pentru descércare pentru toate PC-urile OptiPlex si Latitude
pe https://dell.com/command, automatizeaza si optimizeaza activitatile de gestionare a sistemelor, economiseste timp, bani si
resurse. Este constituit din urmatoarele module care pot fi utilizate independent sau cu pe o varietate de console de gestionare a
sistemelor, cum ar fi SCCM.

Dell Command | Deploy activeazd implementarea facild a sistemului de operare (OS) prin toate metodologiile de implementare
principale si oferd numeroase drivere specifice de sistem care au fost extrase si reduse la o stare de utilizare pentru sistemul de
operare.

Dell Command | Configure este un instrument de administrator a interfetei grafice cu utilizatorul (GUI) pentru configurarea si
implementarea setérilor hardware intr-un mediu pre-OS sau post-OS si care functioneaza optim cu SCCM si Airwatch si poate
fi auto-integrat in LANDesk si KACE. Mai simplu, totul se referd la BIOS. Command | Configure v& permite sa automatizati si
configurati de la distantd peste 150 de setéri BIOS, oferindu-va o experienta de utilizare personalizata.

Dell Command | PowerShell Provider poate face aceleasi lucruri ca si Command | Configure, dar folosind o metoda diferita.
PowerShell este un limbaj de scriptare care permite clientilor s& creeze un proces de configurare personalizat si dinamic.

Dell Command | Monitor este un agent de Instrumentatie de management Windows (WMI) care oferd administratorilor IT
un inventar complex a datelor referitoare la hardware si la starea de functionare. De asemenea, administratorii pot configura
hardware-ul de la distanta, utilizand linia de comanda si scriptarea.

Dell Command | Update (instrument utilizator final) este instalat din fabrica si permite administratorilor s& gestioneze
personal si sa prezinte si instaleze automat actualizari Dell in BIOS, drivere si software. Command | Update elimind procesul
indelungat de cautare si alegere din instalarea unei actualizari.
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Dell Command | Update Catalog oferd metadate care pot fi cdutate si care permit consolei de gestionare s& obtina cele
mai recente actualizéri de sistem (driver, firmware sau BIOS). Actualizarile sunt, mai apoi, livrate optim utilizatorilor finali care
folosesc infrastructura de gestionare a sistemelor a clientului care consuma catalogul (cum ar fi SCCM).

Dell Command | vPro Out of Band este o consold care extinde gestionarea hardware-ului la sistemele offline sau care au un
sistem de operare indisponibil (caracteristici exclusive Dell).

Dell Command | Integration Suite for System Center - Aceastd suitd integreaza toate componentele principale ale Suitei
Client Command in Managerul de configurare System Center Microsoft 2012 si versiunile ramurii curente.

Integrarea suitei Dell Client Command cu VMware Workspace ONE Powered by AirWatch, permite acum clientilor sa gestioneze
hardware-ul clientului Dell din cloud, folosind o singurd consold Workspace ONE.

Gestionarea sistemelor in afara benzii - Intel vPro si Intel Standard
Manageability

Intel vPro si Intel Standard Manageability trebuie configurate in fabrica Dell in momentul achizitionrii, decarece NU se pot
actualiza pe teren. Oferd gestionare n afara benzii si conformitate DASH.

Intel vPro

Este disponibil cu procesoarele Intel Core i5 si i7 si oferd cel mai complet set de caracteristici de gestionare in afara benzii,
inclusiv compatibilitate KVM, IPv6, oprire gratioasa si toate caracteristicile versiunilor anterioare vPro. Utilizeaz& cea mai recentd
versiune a Tehnologiei Intel Active Management (AMT).

Pentru a afla mai multe despre vPro, vizitati site-ul web Intel la https://www.intel.com/content/www/us/en/architecture-and-
technology/vpro/vpro-platform-general.html.

O caracteristicad noud si unicad Dell Remote Provisioning pentru Intel vPro activeaza rapid abilitatile vPro pe PC, reducand timpul
de configurare vPro de la luni la mai putin de o ord. Caracteristica Dell Remote Provisioning pentru Intel vPro este disponibilad ca
o componentd a modulului: Dell Command | Integration Suite for Systems Center

Intel Standard Manageability (ISM)

ISM oferd un set limitat de caracteristici in afara benzii, cum ar fi pornirea/oprirea de la distanta, redirectionarea Serial-over-
LAN, Wake-on-LAN etc.

Pentru a afla mai multe despre ISM vizitati site-ul web Intel la https://software.intel.com/en-us/blogs/2009/03/27/what-is-
standard-manageability.

Trusted Platform Module

Trusted Platform Module (TPM) este un criptoprocesor dedicat, proiectat s& securizeze componentele hardware prin integrarea
cheilor criptografice in dispozitive. Un software poate utiliza un Trusted Platform Module pentru autentificarea dispozitivelor
hardware. Deoarece fiecare cip TPM dispune de o cheie RSA unica si secretd inscriptionata la productie, acesta poate efectua
autentificarea platformei.

@ NOTIFICARE: Trusted Platform Module (TPM) face parte din placa de sistem. In eventualitatea inlocuirii placii de sistem,

criptarea trebuie suspendatéd in SO si reactivata n sistemul BIOS al noii plécii de sistem Tnainte de a relua criptarea.

incercarea de a inlocui placa de sistem fira suspendarea prealabila a criptirii va determina
deteriorarea sistemului de operare si poate duce, eventual, la un scenariu No-Boot (Fara pornire).

Fingerprint Reader

This topic explains the software used in fingerprint reader

The Portables Technology has an integrated fingerprint reader located on the palm rest to the right of the touch pad. The
fingerprint reader is an option, so not all systems have it. Included with the driver for the fingerprint reader is a software
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package from Dell ControlVault, that provides functionality for the device. Dell provides all support for the software, same as on
the Latitude systems.

Dell ControlVault Software

The software package for the fingerprint reader is ControlVault by Dell. It provides the following functionality to the fingerprint
reader:

Uses the fingerprint reader for Windows logon and system start-up password authentication
Registers websites and Windows applications for password replacement

Launches a favorite application with a finger swipe

Stores confidential information in an encrypted folder

To gain any of this functionality, a user must first enroll fingerprints. An easy-to-follow wizard guides the user through the
enrollment process. The user can choose to save fingerprints to the hard drive or the fingerprint reader

®| NOTE: A user should enroll more than one finger's print.

Caracteristici USB

Conectivitatea USB (Universal Serial Bus - Magistrala seriald universald) a apdrut Tn 1996. Ea a simplificat drastic conexiunile
dintre computerele gazda si dispozitivele periferice precum mouse, tastaturd, drivere si imprimante externe.

Tabel 22. Evolutia USB

Tip Rata transfer date Categorie Anul lansarii
USB 2.0 480 Mbps Viteza ridicata 2000

USB 3.0/USB 3.1din |5 Gb/s SuperSpeed 2010

prima generatie

USB 3.1de a doua 10 Gb/s SuperSpeed 2013
generatie

USB 8.0/USB 4.1 Gen 1 (USB SuperSpeed)

Timp de multi ani, USB 2.0 a fost considerat standardul absolut pentru interfetele PC, cu peste sase miliarde de dispozitive
vandute. Totusi, necesitatea unei viteze mai mari creste odata cu lansarea unor echipamente hardware de calcul din ce in ce
mai rapide si odaté cu cresterea cererii pentru Iatimi de banda din ce In ce mai mari. USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 a raspuns, in final,
cerintelor consumatorilor, cu o viteza de 10 ori mai mare, teoretic, fatad de predecesorul sdu. Pe scurt, caracteristicile USB 3.1
Gen 1 sunt urmatoarele:

Rate de transfer mai ridicate (de panala 5 Gb/s)

Putere maximé crescutd a magistralei si 0 absorbtie de curent crescutd pentru dispozitive, astfel incat sa sustind mai bine
dispozitivele cu consum ridicat de energie

Noi caracteristici de gestionare a alimentarii

Transferuri de date In mod duplex complet si suport pentru noi tipuri de transfer
Compatibilitate inversa cu standardul USB 2.0

Noi conectori si cablu

Subiectele de mai jos privesc unele dintre intrebarile cele mai frecvente legate de USB 3.0/USB 3.1 Gen 1.

SUPERSPEED
S USE>
e

SS<
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Frecventa

Conform celor mai recente specificatii USB 3.0/USB 3.1 Gen 1, sunt definite 3 moduri de vitez& a comunicatiilor. Acestea sunt
Super-Speed, Hi-Speed si Full-Speed. Noul mod SuperSpeed are o ratd de transfer de 4,8 Gb/s. Desi specificatiile pastreaza
modurile USB Hi-Speed si Full-Speed, cunoscute de obicei sub numele de USB 2.0 si 1.1, modurile mai lente incé functioneaza la
viteze de 480 Mb/s si 12 Mb/s si sunt péastrate doar pentru compatibilitatea retroactiva.

USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 atinge performante mult mai ridicate gratie modificarilor tehnice prezentate mai jos:

e (O magistrald fizicd suplimentard care este addugata in paralel cu magistrala USB 2.0 existentd (consultati imaginea de mai
jos).

e Anterior, magistrala USB 2.0 avea patru fire (alimentare, impdmantare si o pereche pentru date diferentiale); USB 3.0/USB
3.1 Gen 1 adauga alte patru pentru doud perechi de semnale diferentiale (receptionare si transmitere), pentru un total
combinat de opt conexiuni in conectori si in cabluri.

e USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 foloseste o interfatd de date bidirectionald, comparativ cu aranjamentul "half-duplex" caracteristic
standardului USB 2.0. Tn acest mod, l4timea de banda creste teoretic de 10 ori.

Gnd USB3 contacts

High speed USB2 contacts
differential pair

n prezent, datorita cererii in continua crestere pentru transferuri de date cu continut video la inalta definitie, pentru dispozitive
de stocare cu dimensiuni exprimate n terabiti, pentru camere digitale cu numar mare de megapixeli etc., este posibil ca USB 2.0
s& nu mai ofere viteze suficiente. In plus, nicio conexiune USB 2.0 nu se poate apropia de debitul maxim teoretic de 480 Mb/s,
viteza de transfer reald maxima fiind in jur de 320 Mb/s (40 MB/s). In mod similar, conexiunile USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 nu vor
atinge niciodata pragul de 4,8 Gb/s. Cel mai probabil vom vedea o ratd maxima de 400 MB/s. La aceasta viteza, USB 3.0/USB
3.1 Gen 1 reprezintd o imbunatatire de 10x fatd de USB 2.0.

Aplicatii

USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 deschide noi c8i de trecere cu un volum mai mare pentru dispozitive, cu rezultate generale mai bune.
Anterior, continutul video prin USB abia daca era tolerabil (din perspectiva rezolutiei maxime, a latentei si a comprimarii video).
Acum este simplu s& ne imagindm ca, datoritd faptului ca sunt disponibile l1&timi de banda de 5 — 10 ori mai mari, solutiile video
prin USB vor fi cu atdt mai bune. Porturile DVI cu o singurd conexiune au nevoie de un debit de aproximativ 2 Gb/s. Anterior, cei
480 Mb/s reprezentau o limitare; acum, 5 Gb/s sunt mai mult decét satisfacatori. Prin viteza promisa, de 4,8 Gb/s, standardul
va fi Tncorporat in produse care, anterior, nu tineau de domeniul USB, cum ar fi sistemele de stocare externe RAID.

Mai jos sunt prezentate unele dintre produsele disponibile cu USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 SuperSpeed (Viteza superioard):

Hard diskuri externe USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 pentru sisteme desktop
Hard diskuri USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 portabile

Adaptoare si unitati de andocare USB 3.0/USB 3.1 Gen 1

Cititoare si unitati flash USB 3.0/USB 3.1 Gen 1

Unitati SSD USB 3.0/USB 3.1 Gen 1

Unitati RAID USB 3.0/USB 3.1 Gen 1

Unitati optice

Dispozitive multimedia

Retelistica

Distribuitoare si adaptoare pentru cartele USB 3.0/USB 3.1 Gen 1
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Compatibilitate

Partea buna este c& USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 a fost proiectat din start pentru a co-exista pasnic cu USB 2.0. Mai intai de toate,
desi USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 specifica noi conexiuni fizice si, prin consecinta, noi cabluri pentru a beneficia de caracteristicile
de mare viteza ale noului protocol, conectorul Tnsusi pastreaza aceeasi forma rectangulard cu cele patru contacte USB 2.0
amplasate exact in acelasi loc. Pe cablurile USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 sunt prezente cinci noi conexiuni destinate receptiei sau
transmisiei de date In mod independent si care intrd in contact numai cadnd sunt conectate la 0 conexiune corespunzatoare
SuperSpeed USB.

USB PowerShare

USB PowerShare este o functie care permite dispozitivelor USB externe (de exemplu, telefoane celulare, playere portabile etc.)
s8 se incarce utilizdnd bateria sistemului portabil.

Poate fi folosit numai un conector USB cu pictograma SS+USB+Baterie-->

Aceastd functionalitate este activatd In configurarea de sistem in sectiunea On Board Devices (Dispozitive incorporate).
De asemenea, puteti selecta cat din energia bateriei poate fi folositd (ilustrat mai jos). Dacé setati USB PowerShare la 25%,
dispozitivul extern poate fi incarcat numai pana cand bateria ajunge la 25% din Intreaga capacitate (de exemplu, 75% din energia

5 USB PowerShare
Settings
+ System Board Enable USE PowerShare
- On Board Devices
Integrated NIC © 0% © 50%
Parallel Port
Serial Port ©3% Q5%
SATA Operation
On Board Devices Srle
Keyboard lllumination @ 25%
5B PowerShare
+— Yideo
+— Security
5 Performance This option configures the USB PowerShart
+ Power Management : e
bateriei dispozitivului portabil este folosita). I+ Post Behavior it (o T oTEEE L B UG 0

USB Type-C

USB Type-C este un nou tip de conector fizic, de dimensiuni reduse. Conectorul este compatibil cu diferite standarde USB noi,
precum USB 3.1 si USB Power Delivery (USB PD).

Modul alternativ

USB Type-C este un nou standard de conector, de dimensiuni foarte reduse. Are aproximativ dimensiunile unei mufe USB-A
vechi. Acesta este un standard de conector universal, pe care fiecare dispozitiv trebuie s& il poatd utiliza. Porturile USB Type-C
sunt compatibile cu o diversitate de protocoale diferite care utilizeaza ,moduri alternative”, care va permit sa folositi adaptoare
ce pot avea la iesire HDMI, VGA, DisplayPort sau alte tipuri de conexiuni de la portul USB individual

USB Power Delivery

Specificatia USB PD este, de asemenea, strans intercorelata cu USB Type-C. In prezent, smartphone-urile, tabletele si alte
dispozitive mobile utilizeaza frecvent o conexiune USB pentru incércare. O conexiune USB 2.0 asigurd o putere de panala 2,5
W, suficientd pentru incércarea telefonului - dar cam atat. Un laptop poate necesita pana la 60 W, de exemplu. Specificatia
USB Power Delivery méreste puterea de alimentare pana la 100 W. Este bidirectional, deci un dispozitiv poate s8 transmité sau
s8 primeasca energie. De asemenea, aceastd putere poate fi transferatd in acelasi timp Tn care dispozitivul transmite date prin
conexiune.

Aceasta poate Insemna sfarsitul tuturor acelor cabluri particularizate de Tncarcare a laptopurilor, deoarece Tncarcarea are loc prin
intermediul unei conexiuni USB standard. Va puteti incarca laptopul de la una din acele baterii portabile de la care va incarcati
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n prezent smartphone-urile si alte dispozitive portabile. Va puteti conecta laptopul la un afisaj extern conectat la un cablu de
alimentare, iar afisajul extern va incarca laptopul in timp ce I-ati utilizat ca afisaj extern - totul prin intermediul micii conexiuni
USB Type-C. Pentru aceasta, dispozitivul si cablul trebuie s& fie compatibile cu standardul USB Power Delivery. Aceasta nu
nseamna doar prezenta unui simplu conector USB Type-C.

USB Type-C si USB 8.1

USB 3.1 este un nou standard USB. L&timea de banda teoreticd a USB 3 este de 5 Gb/s, in timp ce latimea de banda a USB

3.1 este 10 Gb/s. Adica dublul 18timii de band4, la viteza unui conector Thunderbolt din prima generatie. USB Type-C nu este
echivalent cu USB 3.1. USB Type-C este doar o forma de conector, iar tehnologia de baza poate fi USB 2 sau USB 3.0. De fapt,
tableta N1 cu Android de la Nokia foloseste un conector USB Type-C, dar tehnologia de baza este USB 2.0 — nici macar USB
3.0. Totusi, aceste tehnologii sunt strans inrudite.

Ethernet

Gama de controlere Gigabit Ethernet Intel 1219LM Jacksonville WGI219LM oferé dispozitive compacte, cu un singur port fizic
integrat care se conecteaza la chipseturile Intel Skylake.

Intel WGI219LM este produsul LAN corporativ cu suport pentru tehnologia Intel vPro, Intel AMT2, Energy Efficient Ethernet
(802.3az), Intel SIPP si suport pentru sistem de operare server.

Caracteristicile produsului

Generalitati

Standard conformitate 10 BASE-T IEEE 802.3

Standard conformitate 100 BASE-TX IEEE 802.3

Standard conformitate 1000 BASE-T IEEE 802.3

Energy Efficient Ethernet (EEE)

Compatibilitate IEEE 802.3az [mod Low Power Idle (LPI)]
Conformitate auto-negociere |IEEE 802.3u

Acceptéd extinderea soclului (juméatate de duplex)

Moduri bucla pentru diagnosticare

Corectie avansata digitald ratacire linie de baza

Crossover MDI/MDIX automat la toate vitezele de functionare
Corectie automata a polaritatii

Interfata de gestionare MDC/MDIO management interface
Filtre flexibile iIn PHY pentru a reduce energia controlerului integrat LAN
Functionare rapida inteligentd pentru reducerea vitezei automate in cablurile defecte
Capacitate bucld PMA (fara anularea ecoului)

Conformitate 802.1as/1588

Acceptéd optimizarea alimentarii

Intel Stable Image Platform Program (SIPP)

Acceptd proxy de retea /Offload ARP

Pana la 32 de filtre programabile

Nu accepta functionarea la jumatate de duplex Gb/s.

Security and Manageability (Securitate si administrare)

e Compatibil cu Intel vPro avand componentele de chipset Intel adecvate
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Performance (Performante)

e Cadre Jumbo (péna la 9 Kb)

e 802.1Q & 802.1p

e Receive Side Scaling (RSS)

e Doud cozi (Tx & Rx)

Alimentare

e Ultra Low Power la deconectarea cablului (<1 mW) activeaza asistenta pe platforma pentru starea de veghe conectata
e Consum de energie redus in functionarea normald si Tn modurile de repaus

e Intel Auto Connect Battery Saver (ACBS) integrat

e Dezactivare LAN printr-un singur pin pentru implementarea mai simpld a BIOS-ului
e Regulator de tensiune cu comutare (iISVR) complet integrat

e Low Power LinkUp (LPLU)

Interconectare MAC/PHY

e Interfatd bazatd pe PCle pentru starea activa de functionare (starea SO)
e Interfatd bazatd pe SMBus pentru trafic de gdzduire si gestionare (starea de consum redus Sx)

Carcasa/Design

Carcasé cu 48 de pini, 6x6mm cu cablu de 0,4 mm si pad expus pentru impaméantare
Trei iesiri LED configurabile

Rezistori terminatie pentru interfata MDI integratd pentru a reduce costurile BOM
Cost BOM redus prin partajarea flashului SPI cu PCH

Intel® Ethernet Connection 1219 (Jacksonville)

Updated Design 2015/2016
* Microsoft enhancements Intel Platforms
— Full wake-up packet capture, up-to 32
programmable filters
* Footprint compatible with 1217/1218 (Clarkville) Skylake
* Two SKUs:

= Intel® Ethernet Connection |2 19LM (Corporate SKU)
= Intel® Ethernet Connection |219Y (Consumer SKU)

Leading Power Management Skylake PCH
* Connected Standby support

W TDP with typical ~4 W @ Gigabit

| Energy Efficient Ethernet (EEE)

Cable Disconnect’

Advanced Manageability and Security
¢ Intel® vPro™ Processor Technology (LM SKU only)
* |ntel® Smart Connect Technology

HDMI 2.0

Acest subiect explica interfata HDMI 2.0 si caracteristicile sale, aldturi de avantaje.

HDMI (High-Definition Multimedia Interface) este o interfatd audio/video integral digitald, necomprimata, acceptata in domeniu.
HDMI creeaza o interfatad intre orice sursad audio/video digitald compatibild, cum ar fi un player DVD sau un receptor A/V si un
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monitor audio sau video digital compatibil, cum ar fi un televizor digital (DTV). Exista aplicatii speciale pentru televizoarele HDMI
si pentru playerele DVD. Avantajul principal este reducerea numarului de cabluri si prevederile legate de protectia continutului.
HDMI acceptéd continut video standard, imbunatatit sau HD, plus continut audio multicanal printr-un singur cablu.

Caracteristici HDMI 2.0

e Canal Ethernet HDMI - adaugé o capacitate de lucru in retea de mare viteza unei legaturi HDMI, permitand utilizatorilor sa
profite de dispozitivele cu capacitate IP fard un cablu Ethernet separat

e Canal de intoarcere a sunetului - permite unui televizor cu conexiune HDMI si tuner Tncorporat s& trimitd date audio ,in
amonte” cadtre un sistem de sunet surround, elimindnd nevoia unui cablu audio separat

e 3D - defineste protocoalele de intrare/iesire pentru principalele formate video 3D, 18sénd cale liberd jocurilor 3D veritabile si
aplicatiilor home theater 3D

e Tip continut - semnalizare n timp real a tipului de continut intre dispozitive sursa si de afisare, permitand unui televizor sa
optimizeze setérile de imagine in functie de tipul continutului

e Spatii de culori suplimentare — adauga suport pentru modele de culori suplimentare utilizate in fotografierea digitald si T
grafica de computer.

e Suport 4K - permite rezolutii video superioare standardului 1080p, acceptand afisaje de generatie urmatoare care rivalizeaza
cu sistemele Digital Cinema (Cinema digital) utilizate in numeroase cinematografe comerciale

e Microconector HDMI - un nou conector, mai mic, pentru telefoane si alte dispozitive portabile, care accepta rezolutii video
de pana la 1080p

e Sistem de conectare auto - noi cabluri si conectori pentru sisteme video auto, proiectate pentru satisfacerea cerintelor
unice ale mediului auto la o calitate HD veritabild

Avantajele interfetei HDMI

e Interfata HDMI de calitate transferd continut video si audio digital necomprimat, pentru imagini extrem de clare, de cea mai
Tnalta calitate.

e Interfata HDMI cu costuri reduse asigurd calitatea si functionalitatea unei interfete digitale, acceptand in acelasi timp formate
video necomprimate intr-o manierd simpla si eficientd din punct de vedere al costurilor.

Interfata HDMI audio acceptd mai multe formate audio, de la sunet stereo standard la sunet surround multicanal.

HDMI combing semnal video si semnal audio multicanal pe un singur cablu, elimindnd costurile, complexitatea si confuzia
generate de mai multe cabluri utilizate Tn prezent in sistemele A/V.

e HDMI acceptd comunicarea intre sursa video (cum ar fi un player DVD) si dispozitivul DTV, permitand o functionalitate noua.
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Scoaterea si instalarea componentelor

Aceastd sectiune oferd informatii detaliate despre scoaterea sau instalarea componentelor din/in computer.

Subiecte:

e Instructiuni de siguranta

. Instrumentele recomandate
e Stilou

e carteld SIM

. Placa de memorie

*  Manerul
e Usile de blocare
* Baterie

e Soclul unitatii SSD suplimentare

e Soclul unitatii SSD principale

¢ Unitate SSD

e suportul hard disklului

e Capacul de jos al sasiului

e Tastatura

*  placa WWAN

« Placd WLAN

*  Sistemul de pozitionare globald (GPS)
* modulele de memorie

*  Baterie rotunda

e Ansamblul ventilatorului radiatorului placii PCle
e Sina unitatii SSD principale

*  Ansamblul portului de andocare

e Ansamblul radiatorului

*  Placa Intrare-lesire din spate

¢ Capacele balamalei

e Ansamblul afisajului

e Ansamblul cadrului si capacului din spate al ecranului LCD
. Microfon

e Camerd

*«  Compartimentul pentru baterie

e Placa I/0 din partea stanga

e Smart Card

»  Cititor ExpressCard

e Boxa

*  Placa de sistem

¢ Unitatea optica

¢ Ansamblul bazei inferioare

Instructiuni de siguranta

Utilizati urmatoarele instructiuni de sigurantd pentru a va proteja computerul impotriva eventualelor deterioréri si a va asigura
siguranta personald. Doar daca nu exista alte specificatii, fiecare procedurd inclusé In acest document presupune existenta
urmatoarelor conditii:

e Ati citit informatiile privind siguranta livrate Impreuna cu computerul.
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e O componenta poate fi Tnlocuitd sau, daca este achizitionatd separat, instalata prin efectuarea procedurii de scoatere in
ordine inversa.

A AVERTISMENT: inainte de a efectua lucriri in interiorul computerului, cititi instructiunile de siguranta livrate
impreuna cu computerul. Pentru informatii suplimentare privind cele mai bune practici de siguranta, consultati
Pagina de pornire pentru conformitatea cu reglementarile.

Multe dintre reparatii pot fi efectuate doar de un tehnician de service autorizat. Efectuati doar
activitatile de depanare si reparatii simple specificate in documentatia produsului dvs. sau conform indicatiilor
primite din partea echipei de asistenta online sau prin telefon. Deteriorarile cauzate de lucrarile de service
neautorizate de catre Dell nu sunt acoperite de garantia dvs. Cititi si respectati instructiunile de siguranta
incluse in pachetul produsului.

Pentru a evita descarcarea electrostatica, conectati-va la impamantare utilizdnd o bratara
antistatica sau atingand periodic o suprafata metalica nevopsita in timp ce atingeti un conector de pe partea
din spate a computerului.

Manevrati componentele si placile cu atentie. Nu atingeti componentele sau contactele de pe
o placa. Apucati placa de margini sau de suportul de montare metalic. Apucati o componenta, cum ar fi un
procesor, de margini, nu de pini.

Cand deconectati un cablu, trageti de conector sau de lamela de tragere, nu de cablul propriu-zis.
Unele cabluri au conectori cu lamele de blocare; daca deconectati un cablu de acest tip, apasati pe lamelele de
blocare inainte de a deconecta cablul. in timp ce indepértati conectorii, mentineti-i aliniati uniform pentru a
evita indoirea pinilor acestora. De asemenea, inainte de a conecta un cablu, asigurati-va ca ambii conectori sunt
orientati si aliniati corect.

@ NOTIFICARE: Deconectati toate sursele de alimentare Thainte de a deschide capacul sau panourile computerului. Dupa ce
terminati lucrérile In interiorul computerului, remontati toate capacele, panourile si suruburile Thainte de conectarea la sursa
de alimentare.

Procedati cu atentie atunci cand manevrati baterii litiu-ion in laptopuri. Bateriile umflate nu
trebuie sa fie utilizate, ci trebuie sa fie Tnlocuite si scoase din uz in mod corespunzator.

®| NOTIFICARE: Culoarea computerului dvs. si anumite componente pot fi diferite fatd de ilustratiile din acest document.

=~ =

Inainte de a efectua lucrari in interiorul computerului

Asigurati-va ca suprafata de lucru este pland si curatd pentru a preveni zgarierea capacului computerului.
Opriti computerul.
Tn cazul in care computerul este conectat la un dispozitiv de andocare (andocat), detasati-I.

NN

Deconectati toate cablurile de retea de la computer (dacé sunt disponibile).

in cazul in care computerul este prevazut cu un port RJ45, deconectati cablul de retea
decupland mai intai cablul de la computer.

B. Deconectati computerul si toate dispozitivele atasate de la prizele electrice.
6. Deschideti afisajul.
7. Mentineti apasat butonul de alimentare timp de cateva secunde pentru impamantarea placii de sistem.

Pentru a va proteja impotriva socurilor electrice, deconectati computerul de la priza electrica
Tnainte de a efectua pasul nr. 8.

Pentru a evita descarcarea electrostatica, conectati-va la impamantare utilizind o bratara
antistatica sau atingand periodic o suprafata metalica nevopsita in acelasi timp cu un conector de pe partea
din spate a computerului.

8. Scoateti toate smart cardurile si ExpressCard din sloturile aferente.
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Precautii de siguranta

Urmati precautiile de siguranta descrise in sectiunile urmatoare atunci cand efectuati o instalare sau o procedura de
dezasamblare/reasamblare:

Opriti sistemul si toate dispozitivele periferice conectate.

Deconectati sistemul si toate dispozitivele periferice conectate de la sursa de curent, apoi scoateti bateria.
Deconectati toate cablurile de retea, telefon sau liniile de telecomunicatie de la sistem.

Utilizati o bratard si un covoras anti-static atunci cand efectuati lucréri in orice sistem pentru a evita

Dupéa Inlaturarea unei componente din sistem, puneti, cu grija, componenta pe un covoras anti-static.

Purtati pantofi cu talpd de cauciuc neconductor pentru a reduce riscul electrocutérii sau al accidentarilor grave.

Consum de energie in modul de asteptare

Produsele Dell cu alimentare in modul de asteptare trebuie scoase din prizd nainte de a le deschide carcasa. Sistemele cu
alimentare In modul de asteptare sunt, practic, alimentate cu curent in timp ce sunt oprite. Energia interna permite ca sistemul
sé fie pornit de la distantd (Wake on LAN), s3 fie pus in stare de veghe si s& aiba alte caracteristici avansate de gestionare a
alimentarii.

Dupé ce scoateti din priz8 un sistem si Tnainte s8 scoateti componentele, asteptati aproximativ 30-45 de secunde pentru a
permite incarcaturii s iasa din circuite.

Echipotentializarea

Echipotentializarea este o metodd de a conecta doud sau mai multe conductoare electrice la acelasi potential. Acest lucru
poate fi realizat utilizand un echipament de reparatii pe teren ESD. Cand conectati un fir de echipotentializare, asigurati-va
intotdeauna cé este conectat la metal, nu la o suprafatd nemetalicd sau vopsitd. Bratara trebuie s& fie fixa si in contact cu
pielea, asigurédndu-va totodata ca ati Inldturat orice accesorii, cum ar fi ceasuri, bratari sau inele inainte de a echipotentializa
echipamentul si pe dvs.

Figura 7. Echipotentializarea adecvata

Protectia impotriva descarcarilor electrostatice

Descarcérile electrostatice reprezintd o preocupare majord atunci cand manuiti componente electronice, mai ales componente
sensibile precum placi de extensie, procesoare, module de memorie DIMM si placi de sistem. Sarcini electrice neglijabile pot
deteriora circuitele Tn moduri greu de observat, cum ar fi functionarea cu intermitente sau scurtarea duratei de viatd a
produsului. Pe mésuré ce in domeniu se impun cerinte de consum de energie cat mai mic la o densitate crescutd, protectia
impotriva descarcérilor electrostatice devine o preocupare din ce in ce mai mare.

Datoritd densitatii crescute a semiconductorilor utilizati in produsele Dell recente, sensibilitatea fatd de deteriorari statice este
acum mai mare comparativ cu produsele Dell anterioare. Din acest motiv, unele dintre metodele de manevrare a componentelor
aprobate in trecut nu mai sunt aplicabile.

Sunt recunoscute doud tipuri de deteriordri prin descarcari electrostatice, catastrofale si intermitente.
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Catastrofale — O astfel de defectiune provoacé o pierdere imediaté si totald a capacitatii de functionare a dispozitivului. Un
exemplu de defectiune catastrofald este un modul de memorie DIMM supus unui soc electrostatic care genereaza imediat un
simptom de tip "No POST/No Video" cu emiterea unui cod sonor de memorie lipsé sau nefunctionala.

@ NOTIFICARE: Defectiunile catastrofale reprezintd aproximativ 20% dintre defectiunile legate de descarcérile
electrostatice.

Intermitente — Modulul DIMM primeste un soc electrostatic, nsa traseele sunt slab deteriorate, fard sa producé imediat
simptome vizibile legate de defectiune. Disiparea diferentei slabe de potential poate dura sdptédmani sau luni, timp in care
poate provoca degradarea integritétii memoriei, erori de memorie intermitente etc.

@ NOTIFICARE: Defectiunile intermitente reprezintd aproximativ 80% dintre defectiunile legate de descércarile
electrostatice. Procentul mare de defectiuni intermitente se datoreaza faptului cd momentul in care survine defectiunea

nu este observat imediat.

Defectiunile cele mai dificile de depistat si de depanat sunt cele intermitente (cunoscute si ca defectiuni latente sau ,réni
deschise”). Imaginea urmatoare este un exemplu de defectiune intermitenta a unui traseu al unei memorii DIMM. Chiar

dacé deteriorarea este prezentd, simptomele cauzeaza probleme sau defectiuni permanente pentru o perioada de timp dupa
producerea deteriorarii.

6,000% i S 25,000%

Figura 8. Defectiune intermitenta (latenta) a unui traseu

Pentru a preveni defectiunile prin descarcéri electrostatice, urmati acesti pasi:

Utilizati o bratard anti-statica de incheieturd, cablatd si impdméntaté corespunzator.
Utilizarea bréatarilor anti-statice wireless nu mai este permisa; acestea nu asigurd o protectie adecvata.

Atingerea sasiului Inainte de a manevra componente nu asigurd o protectie adecvatd impotriva descéarcarilor electrostatice
pentru componentele cu o sensibilitate electrostaticé crescuta.

Figura 9. Impamantarea la sasiu ,,prin atingere” (Neacceptat)

Manevrati toate componentele sensibile la descarcari electrostatice intr-o zond protejata anti-static. Dacé este posibil,
folositi covoare antistatice de podea sau de birou.

Atunci cand manevrati componente sensibile la descarcéri electrostatice, prindeti-le de margini, nu de partea de sus. Nu
atingeti pinii si placile cu circuite.
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e (Cand despachetati o componentd sensibild electrostatic din cutia in care a fost livratd, nu scoateti componenta din punga
anti-statica pana fn momentul in care sunteti pregétit s instalati componenta. Tnainte s& desfaceti ambalajul anti-static,
asigurati-va cé ati descarcat electricitatea staticé din corpul dvs.

e Tnainte de a transporta o component sensibila electrostatic, asezati-o intr-un container sau ambalaj anti-static.

Echipamentul de reparatii pe teren ESD

Echipamentul de reparatii la locatie nemonitorizat este cel mai des utilizat. Fiecare echipament de reparatii pe teren include trei
componente principale: covorasul si bratara anti-statice si firul de echipotentializare.

Figura 10. Echipamentul de reparatii pe teren ESD

Covorasul anti-static este disipativ si trebuie folosit pentru a pozitiona componentele in siguranta in timpul procedurilor de
reparatie. Cand utilizati un covoras anti-static, bratara anti-statica trebuie sa fie stréns4, iar firul de echipotentializare trebuie s&
fie conectat la covoras si la metalul sistemului la care se lucreazd. Odatd echipat corespunzator, componentele pot fi scoase din
punga anti-staticd si puse direct pe covoras. Retineti, singurul loc sigur pentru obiectele sensibile la descércérile electrostatice
sunt mainile dvs., covorasul anti-static, sistemul sau o punga.

Figura 11. Covorasul anti-static

Bratara anti-statica si firul de echipotentializare pot fi conectate fie direct intre incheietura dvs. si metalul de pe componenta
hardware, dacé nu necesitd un covoras anti-static, fie la covorasul anti-static pentru a proteja componenta hardware pozitionata
temporar pe covoras. Conexiunea fizica dintre bratara antistatica si firul de echipotentializare si pielea dvs., covorasul anti-static
si componenta hardware se numeste echipotentializare. Utilizati numai echipamente de reparatie pe teren dotate cu covoras Si
bratara anti-statice si fir de echipotentializare. Nu utilizati niciodata bratari anti-statice wireless.

Retineti intotdeauna cé firele interne ale bratarii sunt dispuse la deteriordri cauzate de uzare normala si trebuie verificate
regulat cu un tester pentru bratari anti-statice pentru a evita deteriorarea accidentald a componentelor hardware prin descarcari
electrostatice. Este recomandat s3 testati brétara anti-statica si firul de echipotentializare minim odaté pe saptamana.
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Tabel 23. Bratara anti-statica

Bratara anti-statica si firul de echipotentializare

Bratara wireless impotriva descéarcarilor electrostatice
(neacceptat)

Testerul bratarii anti-statice

Firele dintr-o bratara impotriva descércérilor electrostatice pot fi deteriorate cu timpul. Atunci cand folositi un echipament
nemonitorizat, se recomanda sa testati regulat brétara nainte de fiecare reparatie si minim o data pe saptdmana. Cea mai buna
metodd pentru a face acest lucru este utilizarea unui tester pentru bratara anti-staticd. Daca nu detineti un tester pentru bratara
anti-static8, contactati biroul regional pentru a afla daca au unul. Pentru a efectua un test, conectati firul de echipotentializare al
bratarii anti-statice la tester in timp ce purtati bratara si apdsati butonul pentru a o testa. Daca testul a reusit, se va aprinde un
LED verde; daca testul a esuat, se va aprinde un LED rosu si se va auzi o alarma.

Figura 12. Testerul bratarii anti-statice

Elementele izolatoare

Este crucial sa tineti dispozitivele sensibile la descarcérile electrostatice, cum ar fi carcasele de plastic ale radiatoarelor, departe
de componentele interne care sunt izolatoare si au o sarcind electrostaticé.
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Tabel 24. Pozitionarea elementele izolatoare

Neacceptat - Memoria DIMM pusa pe o componenta Acceptat - Memoria DIMM separata de componenta
izolatoare (soclul de plastic al radiatorului) izolatoare

Mediul de lucru

Tnainte de a pune in functiune echipamentul de reparatii pe teren ESD, evaluati situatia de la locatia clientului. De exemplu,
modalitatea punerea In functiune a echipamentului pentru un mediu de server este diferitd de cea pentru un mediu desktop
sau un dispozitiv portabil. De obicei, serverele sunt instalate n rack-uri intr-un centru de date; desktopurile sau dispozitivele

portabile sunt puse pe birouri.

Cautati Intotdeauna o suprafata de lucru dreapts, liberd si suficient de mare incat s& puteti pune in functiune echipamentul ESD,
avand spatiu suplimentar pentru a pune sistemul pe care il reparati. De asemenea, suprafata de lucru nu trebuie s& aiba izolatori
care pot cauza o descércare electrostatica. lzolatorii precum polistirenul si alte materiale plastice trebuie s& se afle la o distanta
de cel putin 30 de centimetri sau 12 inchi de componentele sensibile de pe suprafata de lucru, inainte de a pune ména pe orice
componente hardware.

Ambalajele ESD

Toate dispozitivele sensibile la descércarile electrostatice trebuie transportate si livrate Tn ambalaje anti-statice. Se prefera
pungile metalice anti-statice. Totodatd, orice componentad defecta trebuie returnata utilizadnd aceeasi pungd ESD si ambalajul in
care a fost livratd componenta noud. Punga ESD trebuie impaturitd si sigilatd, iar toate ambalajele de polistiren trebuie utilizate in
cutia originald a componentei noi.

Dispozitivele sensibile la descarcérile electrostatice trebuie scoase din ambalaj numai pe o suprafatd de lucru protejatd impotriva
descarcarilor electrice, iar componentele nu trebuie puse niciodatd deasupra pungii ESD, deoarece numai interiorul pungii este
protejat. Puneti componentele Tntotdeauna pe covorasul anti-static, In sistem, intr-o punga anti-staticd sau in ména dvs.
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Figura 13. Ambalajele ESD

Transportarea componentelor sensibile

La transportarea componentelor sensibile la descércérile electrostatice, cum ar fi componente de schimb sau componente
returnate catre Dell, este foarte important ca aceste componente s& se afle in pungi anti-statice pentru a fi transportate Tn
siguranta.

Rezumat - Protectia impotriva descarcarilor electrostatice

Se recomanda ca toti tehnicienii de teren s& utilizeze brétara anti-statica traditionald cu fir si covorasul anti-static intotdeauna
cand reparé produse Dell. Mai mult, este foarte important ca tehnicienii s separe componentele sensibile de componentele
izolatoare in timpul reparatiei si s utilizeze pungi anti-statice pentru transportarea componentelor sensibile.

Ridicarea echipamentului

@ NOTIFICARE: Nu ridicati greutati mai mari de 23 de kilograme. Cereti intotdeauna ajutorul altei/altor persoane sau utilizati
un lift mecanic.

Respectati urmatoarele instructiuni atunci cand ridicati echipamentul:

Purtati incéltdminte cu talpa stabild. Tineti picioarele departate pentru echilibru, indepartand varfurile talpilor spre exterior.
Tndoit,i genunchii. Nu va aplecati din mijloc.

Tncordati muschii abdominali. Muschii abdominali v& sustin coloana atunci cand ridicati, preluand din greutatea incarcaturii.
Ridicati folosindu-va picioarele, nu spatele.

Tineti aproape incarcatura. Cu cat este mai aproape de coloana vertebrald, cu atat va va solicita mai putin spatele.

Tineti spatele drept, indiferent dacé ridicati sau asezati Incarcédtura. Nu addugati greutatea corpului la incércéturd. Nu va
rasuciti corpul si spatele.

SRSIINFSENIES
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7. Urmati aceleasi tehnici in ordine inversa pentru a aseza incarcatura.

Dupa efectuarea lucrarilor in interiorul computerului

Dupa ce ati finalizat toate procedurile de remontare, asigurati-va ca ati conectat dispozitivele externe, placile si cablurile Thainte
de a porni computerul.
Pentru a evita deteriorarea computerului, utilizati exclusiv baterii concepute pentru acest model
de computer Dell. Nu utilizati baterii concepute pentru alte computere Dell.
1. Conectati toate dispozitivele externe, cum ar fi un replicator de porturi sau baza pentru suporturi media si remontati toate
cardurile, cum ar fi un ExpressCard.
2. Conectati toate cablurile de retea sau de telefonie la computerul dvs.

Pentru a conecta un cablu de retea, mai intdi conectati cablul la dispozitivul de retea si apoi
conectati-l la computer.

3. Conectati computerul si toate dispozitivele atasate la prizele electrice.
4. Porniti computerul.

Instrumentele recomandate

Procedurile din acest document necesitd urmatoarele instrumente:
e Surubelnitd Phillips #0

Surubelnita Phillips #1

Dispozitiv de plastic

Cheie tubulara de 5,5 mm

Penseta

®| NOTIFICARE: Surubelnita #0 este pentru suruburile 0-1, iar surubelnita #1 este pentru suruburile 2-4.

Stilou

Scoaterea stiloului

Scoateti stiloul afara din slot.
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Instalarea stiloului

Introduceti stiloul n slot.

cartela SIM

Scoaterea cartelei SIM

1. Scoateti surubul individual ,M2*3” [1] si separati dispozitivul de blocare al capacului cartelei SIM din slotul cartelei SIM [2].
2. Retrageti si scoateti cartela SIM din slotul [3] de pe placa de sistem.
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3. Inchideti usa I/E din partea dreapta si glisati dispozitivul de blocare.

4. Urmati procedura din sectiunea Dupé efectuarea lucrarilor in interiorul computerului.

Instalarea cartelei SIM

1. Urmati procedura din sectiunea Inainte de a efectua lucrari in interiorul computerului.
2. Glisati dispozitivul de blocare [1] in pozitia de deblocare si deschideti usa I/E din partea dreapta [2].
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3. Introduceti cartela SIM in slotul [1] de pe placa de sistem si pozitionati capacul de blocare pe slotul cartelei SIM [2].
4. Instalati si strAngeti surubul ,M2*3" [3] care fixeaza capacul de blocare al cartelei SIM pe sasiu.

Placa de memorie

Instalarea cardului de memorie

1. Deschideti usa I/0 din partea dreapta.
2. Introduceti cardul de memorie in slotul de pe placa de baza.
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Scoaterea cardului de memorie

1. Scoateti cardul de memorie din slotul sédu de pe placa de sistem.

2. Tnchideti usa 1/0 din partea dreapta..

Manerul

Scoaterea manerului

1. Urmati procedura din sectiunea Inainte de a efectua lucrari in interiorul computerului.
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2. Urmatoarele locuri in care se gasesc suruburi cu strat de acoperire epoxidic necesita un nivel
suplimentar de concentrare. Aceste suruburi sunt dificil de scos si pot fi deteriorate in timpul procesului de
scoatere. Pentru a impiedica deteriorarea suruburilor si a componentelor plastice din jur, utilizati surubelnita
corecta pentru fiecare tip de surub .

Scoateti cele patru suruburi epoxidice M3*6 [1] care fixeazd méanerul si suporturile de metal pe computer.
3. Scoateti suportul de metal [2] si manerul din computer [3].

1)

Instalarea manerului

1. Instalati manerul [1] pe computer si pozitionati suporturile de metal [2] pe méner.
2. Strangeti cele patru suruburi M3*6 [3] care fixeaxd manerul pe computer.

1)
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3. Urmati procedura din sectiunea Dupé efectuarea lucrarilor in interiorul computerului.

Usile de blocare

Scoaterea usilor de blocare

1. Urmati procedurile din sectiunea Inainte de a efectua lucrari in interiorul computerului.
2. Deschideti usa 1/0.

3. Scoateti suruburile [1] care fixeaza balamalele usii pe computer si scoateti prin ridicare usa 1/0 [2] din computer.

Instalarea usii de blocare

1. Instalati usa pe computer [1].
2. Instalati suruburile care fixeaz& balamalele usii pe computer [2].
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3. Blocati usa I/E.
4. Urmati procedura din sectiunea Dupé efectuarea lucrarilor in interiorul computerului.

@l NOTIFICARE: In functie de locatie, fiecare usa poate avea unul, dous sau trei suruburi.

Baterie

Scoaterea bateriei

1. @ NOTIFICARE: Acest laptop poate avea doud baterii cu nlocuire la cald (principald si optionald), ambele urmand aceleasi
proceduri de instalare si scoatere.

Urmati procedura din sectiunea Inainte de a efectua lucréri in interiorul computerului.
2. Deblocati bateria [1] si glisati dispozitivul de blocare de-a lungul canalului pentru a deschide mecanismul de blocare.
3. Desprindeti bateria [2] si glisati-o spre fatd [3] pentru a o scoate din computer.
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Instalarea bateriilor

1. Glisati bateria In soclul bateriei pentru a alinia contactele bateriei [1] cu cele de pe computer.
2. Apdasati marginea bateriei [2] pentru a activa mecanismul dispozitivului de blocare si pentru a bloca bateria [3].

S0 ‘/®@
s

\

3. Urmati procedurile din sectiunea Dupa efectuarea lucrarilor in interiorul computerului.

@ NOTIFICARE: Acest laptop poate avea doud baterii cu inlocuire la cald (principald si optionald), ambele urmand aceleasi
proceduri de instalare si scoatere.
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Soclul unitatii SSD suplimentare

Scoaterea soclul unitatii SSD secundare

1. Urmati procedurile din sectiunea Inainte de a efectua lucrari in interiorul computerului.
2. Glisati dispozitivul de blocare [1] In pozitia de deblocare si deschideti usa I/0 din partea dreapta [2].

(\

3. Eliberati soclul unitatii SSD, glisdnd dispozitivul de blocare albastru al hard diskului spre stanga [1].
4. Trageti soclul unitatii SSD din computer, utilizand eticheta albastra [2].

i)

5

Instalarea soclului unitatii SSD secundare

1. Introduceti soclul unitatii SSD secundare [1] In computer.
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2. Introduceti soclul in slot pana cand lamela albastra se fixeaza printr-un clic si inchideti usa 1/0 din partea dreapta [2].

3. Glisati dispozitivul de blocare in pozitia de inchidere.

28

4. Urmati procedurile din sectiunea Dupa efectuarea lucréarilor in interiorul computerului.

Soclul unitatii SSD principale

Scoaterea soclul unitatii SSD principale

1. Urmati procedurile din sectiunea Inainte de a efectua lucrari in interiorul computerului.

Incercarea de a scoate soclul unitatii SSD principale dintr-un computer functional poate cauza
prabusirea sistemului de operare si pierderea datelor.

66 Scoaterea si instalarea componentelor



2. Scoateti: Bateriile.
3. Eliberati soclul unitétii SSD, glisdnd dispozitivul de blocare albastru al hard diskului [1] spre dreapta.
4. Glisati soclul unitatii SSD din computer, utilizdnd eticheta albastrd de tragere [2].

Instalarea soclului unit

v =

atii SSD principale

1. Introduceti soclul unitatii SSD principale [1] in computer.
2. Introduceti soclul in slot pana cand lamela albastra se fixeaza printr-un clic si inchideti usa 1/0 din partea dreapta [2].

3. Instalati: Bateriile
4. Urmati procedurile din sectiunea Dupa efectuarea lucrarilor in interiorul computerului.
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Unitate SSD

Scoaterea unitatii SSD din suport

1. Urmati procedura din sectiunea Inainte de a efectua lucrari in interiorul computerului.
2. Scoateti:
a. Bateriile.

b. Unitatea SSD(Principald sau Secundara).
3. Scoateti cele doud suruburi ,M2*5" [1] si intoarceti suportul unitatii SSD [2].
4. Scoateti surubul individual ,M2*5” [3] si scoateti capacul suportului unitatii SSD [4].
;'>| 3 4 :f>|

B. Scoateti unitatea SSD si dispozitivul de interpunere [1] din tava suportului unitatii SSD.
6. Intoarceti ansamblul [2] si deconectati unitatea SSD de la dispozitivul de interpunere [3].

Instalarea unitatii SSD in soclu

1. Conectati unitatea SSD la dispozitivul de interpunere [1], intoarceti-o [2].
2. Instalati unitatea SSD cu dispozitivul de interpunere in tava pre-asamblaté a soclului unitatii SSD, cu noul pad termic [3].

=

3. Instalati capacul [1] pe soclul unitatii SSD si instalati surubul ,M2*5” [2].
4. Tntoarcet_i soclul unitatii SSD [3] si stréngeti cele doud suruburi ,M2*5” [4] care fixeaz& capacul pe soclul unitatii SSD.
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B. Instalati:

a. Unitatea SSD(Principaléd sau Secundara).
b. Bateriile

6. Urmati procedurile din sectiunea Dupa efectuarea lucrarilor in interiorul computerului.

suportul hard disklului

Scoaterea suportului hard diskului

1. Urmati procedura din sectiunea Inainte de a efectua lucrari in interiorul computerului.
2. Scoateti: Bateriile.
3. Apéasati pe clapeta albastra [1] si scoateti prin glisare suportul hard diskului din slotul de pe sistem [2]

E) >

4. @ NOTIFICARE: In functie de configuratia comandat, sistemul poate avea un hard disk sau o unitate SSD in suport.
Procedura de instalare si de scoatere rdmane aceeasi.

Scoateti cele sase suruburi [1] si ridicati capacul din partea de sus a suportului [2].
B. Scoateti surubul individual [3] si scoateti prin glisare unitatea SSD din suport [4].
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Instalarea suportului hard diskului

1. Instalati unitatea SSD n suport [1] si fixati-o utilizdnd surubul individual [2].
2. Fixati capacul pe suport [3] si strangeti cele sase suruburi [4].

3. Glisati suportul hard diskului in slot [1] si inchideti usa I/E [2]
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Capacul de jos al sasiului

Scoaterea capacului de jos al sasiului

1. Urmati procedura din sectiunea Inainte de a efectua lucrari in interiorul computerului.
2. Scoateti:

a. Bateriile.
3. Scoateti cele 21 suruburi ,M2,5*%5” de pe capacul de jos al sasiului [1] si scoateti capacul de jos al sasiului [2] din computer.

Instalarea capacului de jos al sasiului

1. Instalati capacul de jos al sasiului peste baza inferioard [1] a computerului.
2. Instalati cele 21 de suruburi ,M2,5*%5” [2] pe capacul de jos al sasiului.
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3. Instalati:
a. Bateriile
4. Urmati procedura din sectiunea Dupé efectuarea lucrarilor in interiorul computerului.

Tastatura

Scoaterea tastaturii

1. Urmati procedurile din sectiunea Inainte de a efectua lucrari in interiorul computerului.
2. Scoateti: Bateriile
3. Scoateti cele sase suruburi ,M2,5*5" de pe tastatura [1] si desprindeti marginea de jos a tastaturii [2].
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B. Scoateti cele patru suruburi ,M2*3” [1] de pe capacul tastaturii si scoateti-I din calculator [2].
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6. Desprindeti banda de pe circuitul imprimat flexibil al tastaturii si al retroiluminérii [1] si deconectati-l de la placa de sistem[2].

@ NOTIFICARE: S-ar putea s& aveti nevoie de o pensetd pentru a avea acces la conectorii circuitului imprimat flexibil al
tastaturii si al retroiluminarii de pe placa de sistem.

7. Scoateti tastatura din sistem [3].

Instalarea tastaturii

1. Instalati tastatura [1] si conectati tastatura si retroiluminarea FPC la placa de sistem [2].
2. Fixati conexiunile tastaturii si retroiluminarii FPC cu banda izolatoare [3].
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3. Instalati capacul tastaturii [1] si strangeti cele patru suruburi ,M2*3” [2] pentru a-I fixa pe sasiu.
4. Tntoarceti tastatura [3] pe sasiu [3].

D
N
: I

B. Glisati tastatura spre ecranul LCD [1] pentru a o alinia la orificiile pentru suruburi [2].
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6. Instalati cele sase suruburi ,M2,5*%5” pe tastaturd pentru a o fixa pe computer.

7. Urmati procedurile din sectiunea Dupa efectuarea lucrarilor in interiorul computerului.

placa WWAN

Scoaterea placii WWAN

1. Urmati procedura din sectiunea Inainte de a efectua lucrari in interiorul computerului.
2. Scoateti:

a. Bateriile
b. Capacul de jos al sasiului
3. Scoateti surubul individual ,M2#*3” [1], scoateti suportul metalic [2] de pe placa WWAN.
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4. Deconectati cablurile antenelor [3 si scoateti placa WWAN [4] din slotul M.2 de pe placa de sistem.

Instalarea placii WWAN

1. Instalati placa WWAN 1in slotul M.2 [1] de pe placa de sistem si conectati cablurile antenelor [2].
2. Fixati placa WWAN folosind suportul de metal [3] si strAngeti surubul M2.3 [4] care fixeazé placa WWAN pe placa de sistem.

3. Instalati:
a. Capacul de jos al sasiului
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b. Bateriile
4. Urmati procedurile din sectiunea Dupa efectuarea lucrarilor in interiorul computerului.

Placa WLAN

Scoaterea placii WLAN

1. Urmati procedura din sectiunea Inainte de a efectua lucrari in interiorul computerului.
2. Scoateti:
a. Bateriile
b. Capacul de jos al sasiului
3. Scoateti surubul individual ,M2*3” [1] si scoateti suportul metalic [2] de pe placa WLAN.
4. Deconectati cablurile antenelor [3] si scoateti placa WLAN [4] din slotul M.2 de pe placa de sistem.

Instalarea placii WLAN

1. Instalati placa WLAN 1n slotul M.2 [1] de pe placa de sistem si conectati cablurile antenei [2].
2. Pozitionati suportul de metal pe placa WLAN [3] si fixati-o cu surubul individual ,M2*3” [4].
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3. Instalati:

a. Bateriile
b. Capacul de jos al sasiului
4. Urmati procedurile din sectiunea Dupa efectuarea lucrarilor in interiorul computerului.

Sistemul de pozitionare globala (GPS)

Scoaterea modulului GPS

1. Urmati procedura din sectiunea Inainte de a efectua lucrari in interiorul computerului.
2. Scoateti:

a. Bateriile
b. Capacul de jos al sasiului

3. Desprindeti banda inductivéd de pe conectorul circuitului imprimat flexibil al modului GPS [1].
4. Deconectati conectorul circuitului imprimat flexibil al modulului GPS [2] si cablul antenei de la modulul GPS [3].
B. Scoateti cele trei suruburi ,M2,5*5" [4] si scoateti prin ridicare modulul GPS de pe placa de sistem [5].
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Instalarea modulului GPS

1. Aliniati si pozitionati modulul GPS pe placa de sistem si strangeti cele trei suruburi ,M2,5*%5” pe modulul GPS [2].

2. Conectati circuitul imprimat flexibil al cablului antenei [3], GPS (mai intai partea placii de sistem) [4] si fixati-I cu o bucaté de
banda [5].
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3. Instalati:

a. Capacul de jos al sasiului
b. Bateriile

4. Urmati procedura din sectiunea Dupé efectuarea lucrarilor in interiorul computerului.

modulele de memorie

Scoaterea memoriei

1. Urmati procedurile din sectiunea Inainte de a efectua lucrari in interiorul computerului.
2. Scoateti:

a. Bateriile
b. Capacul de jos al sasiului

3. Trageti lamelele care fixeazd modulul de memorie [1] pand cand suportul se desprinde si scoateti modulul de memorie din
soclul memoriei [2] de pe placa de sistem
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Instalarea memoriei

1. Aliniati si introduceti modulul de memorie de-a lungul santului de montare [1] la un unghi ascutit si apdsati modulul de
memorie [2] pana cand se fixeaza.

2. Instalati:
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a. Bateriile
b. Capacul de jos al sasiului

3. Urmati procedurile din sectiunea Dupa efectuarea lucréarilor in interiorul computerului.

Baterie rotunda

Scoaterea bateriei rotunde

1. Urmati procedura din sectiunea Inainte de a efectua lucrari in interiorul computerului.
2. Scoateti:

a. Capacul de jos al sasiului

b. Bateriile

3. @ NOTIFICARE: Scoaterea sau deconectarea bateriei rotunde poate sa reseteze placa de sistem/sistemul BIOS/ora
sistemului la valorile implicite sau sa activeze bit locker ori alte dispozitive de protocol de securitate similare.

Deconectati conectorul bateriei rotunde de la placa de sistem [1] si scoateti-o din sistem [2].

Instalarea bateriei rotunde

1. Instalati bateria rotunda [1] si conectati conectorul bateriei rotunde la placa de sistem [2].
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2. Instalati:

a. Capacul de jos al sasiului
b. Bateriile

3. Urmati procedurile din sectiunea Dupa efectuarea lucrarilor in interiorul computerului.

Ansamblul ventilatorului radiatorului placii PCle

Scoaterea ansamblul ventilatorului radiatorului placii PCle

1. Urmati procedura din sectiunea Inainte de a efectua lucrari in interiorul computerului.
2. Scoateti:

a. Bateriile

b. Capacul de jos al sasiului

3. Scoateti garnitura de cauciuc [1] si cele patru suruburi ,M2*3" de pe carcasa unitatii SSD.
4. Scoateti cele patru suruburi ,M2,5*5” de pe ventilator si surubul ,M2*3” pe piedestalul de andocare [2].
B. Deconectati cablul ventilatorului [3] si scoateti prin ridicare ansamblul ventilatorului radiatorului placii PCle [4] din computer.
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6. Scoateti cele patru suruburi ,M2*3” [1] pentru a separa radiatorul de ventilator [2].

Instalarea ansamblului ventilatorului radiatorului placii PCle

1. Remontati ventilatorul pe ansamblul radiatorului [1] si fixati-I cu patru suruburi M2*3 [2].
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2. Conectati cablul ventilatorului la placa de sistem [1] si instalati ansamblul ventilatorului radiatorului placii PCle Tn sasiu [2].
3. Instalati garnitura de cauciuc [3] si cele patru suruburi ,M2,5*5" pe carcasa ventilatorului.
4. Instalati cele patru suruburi ,M2*3” pe carcasa unitatii SSD si surubul ,M2*3” pe piedestalul de andocare [4].

5. Instalati:
a. Capacul de jos al sasiului
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b. Bateriile
6. Urmati procedura din sectiunea Dupa efectuarea lucrarilor in interiorul computerului.

Sina unitatii SSD principale

Scoaterea sinei unitatii SSD principale
1. Urmati procedura din sectiunea Tnainte de a efectua lucrari in interiorul computerului.
2. Scoateti:

a. Bateriile

b. Unitatea SSD principala
c. Capacul de jos al sasiului
d. Ansamblul radiatorului placii PCle
3. Desprindeti banda inductivé de pe conectorul circuitului imprimat flexibil al unitatii SSD [1] de pe placa de sistem si
deconectati-| [2].
4. Scoateti cele 6 suruburi ,M2%*3” [3] si scoateti-o din computer [4].

Instalarea sinei unitatii SSD principale

1. Conectati cablul unitatii SSD [1] la placa de sistem si fixati-l cu o bucata de banda [2].

2. Instalati sina unitatii SSD principale [3] pe placa de sistem si strangeti cele sase suruburi ,M2*3” [4] care o fixeaza pe placa
de sistem.
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3. Instalati:
a. Ansamblul ventilatorului radiatorului placii PCle
b. Capacul de jos al sasiului
¢. Unitatea SSD principalé
d. Bateriile

4. Urmati procedura din sectiunea Dupa efectuarea lucrarilor in interiorul computerului.

Ansamblul portului de andocare

Scoaterea ansamblului portului de andocare

1. Urmati procedura din sectiunea Inainte de a efectua lucrari in interiorul computerului.
2. Scoateti:

a. Bateriile

b. Capacul de jos al sasiului

¢. Ansamblul radiatorului placii PCle

3. Desprindeti banda care fixeaza circuitul imprimat flexibil de andocare [1] si deconectati circuitul imprimat flexibil de andocare
(2].

88 Scoaterea si instalarea componentelor



4. Deconectati cablurile antenelor de la conectorii trecerii RF si desprindeti cablurile antenelor din canalele de fixare de pe
ansamblul de andocare.

B. Scoateti cele patru suruburi ,M2,5*%5” [1] si scoateti ansamblul placii de andocare din sasiu [2].
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Instalarea ansamblului portului de andocare

1. Instalati ansamblul portului de andocare [1] si instalati cele patru suruburi ,M2,5*5" [2] pentru a-| fixa pe placa de sistem.

2. Conectati circuitul imprimat flexibil al statiei de andocare [1] si fixati-| cu banda [2].
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4. Instalati:

a. Ansamblul radiatorului placii PCle
b. Bateriile
¢. Capacul de jos al sasiului

B. Urmati procedura din sectiunea Dupé efectuarea lucréarilor in interiorul computerului.

Ansamblul radiatorului

Scoaterea ansamblului radiatorului

1. Urmati procedura din sectiunea Inainte de a efectua lucrari in interiorul computerului.
2. Scoateti:

a. Bateriile

b. Capacul de jos al sasiului

c. placa WLAN
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d. Placa WWAN
e. Ansamblul ventilatorului radiatorului placii PCle
f.  Ansamblul portului de andocare

3. @ NOTIFICARE: In functie de detaliile configuratiei comandate, sistemul poate avea oricare dintre ansamblurile
radiatorului.

Ansamblul

radiatorului DSC

Desprindeti cablurile antenei prin canalul de fixare de pe conducta radiatorului.

4. Scoateti cele cinci suruburi ,M2,5*5" [1] si cele doud suruburi ,M1,6*5" [2] din modulul termic.
5. Ridicati si scoateti ansamblul radiatorului din computer [3].
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@l NOTIFICARE: Bazele separate si cele dedicate au tipuri diferite de ansamble ale radiatorului.

Instalarea radiatorului afisajului

1. Instalati ansamblul radiatorului [1] in computer si strangeti cele doud suruburi cu ,M1,6*5” [2] de 1&nga procesor.
2. Instalati cele cinci suruburi ,M2,5*%5” [3] pe modulul termic, pentru a-I fixa pe placa de sistem.

3. Trageti cablurile antenei prin canalul de fixare de pe conducta radiatorului.
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4. Instalati:

Ansamblul portului de andocare
Ansamblul radiatorului placii PCle
Placa WWAN

placa WLAN

Capacul de jos al sasiului
Bateriile

-0 Q0T

5. Urmati procedura din sectiunea Dupé efectuarea lucréarilor in interiorul computerului.

Placa Intrare-lesire din spate

Scoaterea placii I/E din spate

1. Urmati procedura din sectiunea Inainte de a efectua lucrari in interiorul computerului.

@ NOTIFICARE: Utilizati o cheie tubulard de 5 mm pentru a scoate/instala suruburile cu cap din spatiul placii I/E din
partea din spate.

2. Scoateti:

Bateriile

placa WLAN

Placa WWAN

Ansamblul ventilatorului radiatorului placii PCle
Ansamblul portului de andocare

Capacul de jos al sasiului

-0 Q0T

Urmatoarele locuri in care se gasesc suruburi cu strat de acoperire epoxidic necesita un nivel
suplimentar de concentrare. Aceste suruburi sunt dificil de scos si pot fi deteriorate in timpul procesului de
scoatere. Pentru a impiedica deteriorarea suruburilor si a componentelor plastice din jur, utilizati surubelnita
corecta pentru fiecare tip de surub.

3. Deschideti usa I/E din spate [1] si scoateti cele doud suruburi cu cap epoxidic de 5,5 mm de pe portul serial [2].
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4. Desprindeti banda inductiva de pe conectorul circuitului imprimat flexibil al plécii I/E [1] si deconectati-| [2].

5. Ridicati si scoateti placa I/E din sistem.
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Instalarea placii I/E din spate

1. Instalati placa I/E din spate pe placa de sistem si glisati portul serial prin panoul frontal .

(D NOTIFICARE: Suruburile pot fi stranse pe deasupra placii suplimentare |I/E din spate numai dupé instalarea ansamblului
portului de andocare.

2. Conectati circuitul imprimat flexibil al placii I/E [1] la placa de bazé si apoi la placa I/E [2].
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3. Deschideti usa din spate [1] si strangeti cele doud suruburi cu cap epoxidic pe portul serial din spatiul placii I/E din spate [2].

4. Instalati:

a.

®o00o

f.

Ansamblul portului de andocare

Ansamblul ventilatorului radiatorului placii PCle
Placa WWAN

placa WLAN

Capacul de jos al sasiului

Bateriile

Q.

5. Urmati procedura din sectiunea Dupé efectuarea lucréarilor in interiorul computerului.
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Capacele balamalei

Scoaterea capacelor balamalelor

1. Urmati procedura din sectiunea Inainte de a efectua lucrari in interiorul computerului.
2. Scoateti:
a. Bateriile
b. Capacul de jos al sasiului
c. Radiatorul
3. Scoateti cele doua suruburi ,M2,5*%5" de pe ambele pérti [1] si scoateti prin ridicare suporturile [2] din computer.

B4
1)

4. Apésati dispozitivul de blocare [1] si deschideti capacul ecranului LCD [2].
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B. Mentineti capacul ecranului LCD la un unghi obtuz si apdsati capacele balamalei spre capéatul din spate pentru a le scoate din
computer.

Instalarea capacelor balamalelor

1. Apasati dispozitivul de blocare [1] si deschideti capacul ecranului LCD [2].

2. Mentineti capacul ecranului LCD la un unghi obtuz si introduceti capacele balamalelor din partea din fatd pana cand se
fixeaza n pozitie.
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3. Pozitionati suporturile [1] si fixati-le cu doud suruburi ,M2,5*%5” pe ambele parti [2].

4. Instalati:
a. Radiatorul
b. Capacul de jos al sasiului
c. Bateriile
B. Urmati procedura din sectiunea Dupé efectuarea lucréarilor in interiorul computerului.

100 Scoaterea si instalarea componentelor



Ansamblul afisajului

Scoaterea ansamblului afisajului

1. Urmati procedura din sectiunea Inainte de a efectua lucrari in interiorul computerului.
2. Scoateti:

Bateriile

Capacul de jos al sasiului
Ansamblul radiatorului placii PCle
Ansamblul portului de andocare
placa WLAN

Placa WWAN

Modulul GPS

Ansamblul radiatorului

Capacele balamalei

~TQ 0 Q0 To

3. Scoateti cele doud suruburi ,M2*3” [1] de pe suportul EDP si intoarceti-I [2].
4. Trageti si deconectati cablul EDP de la placa de sistem [3] si desprindeti cablurile antenelor [4].

5. Deschideti capacul ecranului LCD.
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6. Urmatoarele locuri in care se gasesc suruburi cu strat de acoperire epoxidic necesita un nivel
suplimentar de concentrare. Aceste suruburi sunt dificil de scos si pot fi deteriorate in timpul procesului de
scoatere. Pentru a impiedica deteriorarea suruburilor si a componentelor plastice din jur, utilizati surubelnita
corecta pentru fiecare tip de surub.

Slabiti cele patru suruburi epoxidice de pe balamale [1] si cele patru suruburi din spatele balamalelor pentru a scoate
ansamblul LCD din computer [2].

Instalarea ansamblului afisajului

1. Strangeti cele patru suruburi epoxidice din stanga [1] si din dreapta [2] si cele patru suruburi epoxidice din spatele
balamalelor.

2. Inchideti capacul [3].
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3. Conectati cablul EDP la placa de sistem [1], pozitionati suportul EDP [2] pe conector.
4. Instalati cele doud suruburi ,M2*3” [3] care fixeaz& conectorul EDP la placa de sistem si trageti cablurile antenelor [4].

B. Instalati:
a. Capacele balamalei
Radiatorul
Placa GPS
placa WLAN
Placa WWAN
Ansamblul radiatorului placii PCle
Ansamblul portului de andocare
Capacul de jos al sasiului
i. Bateriile

S@ 0 Q0T

6. Urmati procedura din sectiunea Dupa efectuarea lucréarilor n interiorul computerului.
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Ansamblul cadrului si capacului din spate al ecranului
LCD

Scoaterea ecranului LCD cu cadrul si ansamblul capacului din spate
al afisajului

1. Urmati procedura din sectiunea Inainte de a efectua lucrari in interiorul computerului.
2. Scoateti:

Bateriile

Capacul de jos al sasiului

placa WLAN

Placa WWAN

Ansamblul radiatorului placii PCle
Ansamblul portului de andocare
Radiatorul

Capacele balamalei

Ansamblul afisajului

o

~STQ 0 Q0D

3. Patru suruburi M2,5 de pe partea inferioara langa balamale sunt suruburi cu strat de acoperire
epoxidic. Procedati cu atentie atunci cand slabiti suruburile, pentru a evita indepartarea stratului de
acoperire de pe capul surubului.

Slabiti cele 12 suruburi ,M2.5” de pe capacul din spate.
) 4

4. Urmatoarele locuri in care se gasesc suruburi cu strat de acoperire epoxidic necesita un nivel
suplimentar de concentrare. Aceste suruburi sunt dificil de scos si pot fi deteriorate in timpul procesului de
scoatere. Pentru a impiedica deteriorarea suruburilor si a componentelor plastice din jur, utilizati surubelnita
corecta pentru fiecare tip de surub.

Scoateti cele patru suruburi de rdsind ,M2.5" care fixeazd cadrul pe capacul din spate [1] si desprindeti marginea de jos
pentru a separa cele doud ansambluri secundare [2].
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5. Desprindeti banda de pe conexiunile ecranului LCD [1] si deschideti conectorul [2] pentru a deconecta cablul EDP [3] de la
ecranul LCD.
6. Desprindeti banda de pe conectorul tactil [4] si deconectati cablul EDP de la conector [5].

Instalarea ecranului LCD cu cadrul si ansamblul capacului din spate
al afisajului

1. Remontati cablul EDP [1] pe conectorul ecranului LCD si inchideti dispozitivul de actionare [2].
2. Fixati conectorul cu o bucata de banda [3] .
3. Conectati cablul controlerului tactil [4] si aplicati banda izolatoare pe controler [5].
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4. Aliniati si pozitionati cadrul pe capacul din spate [1] si fixati-I cu cele patru suruburi de rasind M2,5 [2].

5. Patru suruburi M2,5 de pe partea inferioara langa balamale sunt suruburi cu strat de acoperire
epoxidic. Procedati cu atentie atunci cand instalati suruburile, pentru a evita indepartarea stratului de
acoperire de pe capul surubului.

Instalati cele 12 suruburi ,M2.5" pentru a fixa capacul din spate pe ansamblul cadrului ecranului LCD.
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6. Instalati:

o

Ansamblul afisajului.

Capacele balamalei

Radiatorul

Ansamblul radiatorului placii PCle
Ansamblul portului de andocare
Placa WWAN

placa WLAN

Capacul de jos al sasiului
Bateriile

“TQ 0 Q0T

7. Urmati procedura din sectiunea Dupé efectuarea lucréarilor in interiorul computerului.

Microfon

Scoaterea microfonului

1. Urmati procedura din sectiunea Inainte de a efectua lucrari in interiorul computerului.
2. Scoateti:

Bateriile

Capacul de jos al sasiului

Memoria

placa WLAN

Placa WWAN

Ansamblul radiatorului placii PCle

Ansamblul portului de andocare

Radiatorul

Capacele balamalei

Ansamblul afisajului.

Ansamblul cadrului si capacului din spate al ecranului LCD

o

T T TQ 0 Q00

3. Slabiti cele doua suruburi ,M2*3” [1] si intoarceti placa suplimentard a microfonului [2].
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4. Desprindeti capacul de cauciuc [1] si banda izolatoare [2] si deconectati conectorii cablului EDP [3].

Instalarea microfonului

1. Conectati cablul EDP la placa suplimentara a microfonului [1] si fixati-| cu o bucata de bandé [2].
2. Remontati si lipiti capacul de cauciuc [3] pe conector.
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4. Instalati:

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

Ansamblul cadrului ecranului LCD
Ansamblul afisajului.

Capacele balamalei

Radiatorul

Ansamblul radiatorului placii PCle
Ansamblul portului de andocare
Placa WWAN

placa WLAN

Capacul de jos al sasiului

j. Bateriile

5. Urmati procedura din sectiunea Dupa efectuarea lucrarilor in interiorul computerului.
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Camera

Scoaterea camerei

1. Urmati procedurile din sectiunea Inainte de a efectua lucrari in interiorul computerului.
2. Scoateti:

o

T T TQ 0 Q00

Bateriile

Capacul de jos al sasiului
Memorie

placa WLAN

Placa WWAN

Ansamblul radiatorului PCle
Ansamblul portului de andocare
Radiatorul

Capacele balamalei

Ansamblul afisajului

Ansamblul cadrului si capacului din spate al ecranului LCD

3. Desprindeti banda reflectorizanta [1] de pe modulul camerei si banda izolatoare care fixeazé cablul EDP [2] pe modului
camerei.

4. Deconectati cablul EDP de la modului camerei [3] si scoateti cele trei suruburi ,M2*3” [4].

5. Ridicati modulul camerei de pe capacul din spate [5] si scoateti-I din computer.

Nu atingeti lentila camerei incastrata in ansamblul cadrului ecranului LCD.

Instalarea camerei

1. Instalati modulul camerei [1] pe capacul din spate si instalati cele trei suruburi ,M2*3" [2].

2. Conectati cablul EDP la modulul camerei [3], lipiti o bucatd de banda izolatoare [4] pe conectorii EDP.

3. Fixati modului camerei pe capacul din spate folosind o bucatad de banda reflectorizanta.
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4. Instalati:

Ansamblul cadrului ecranului LCD
Ansamblul afisajului

Capacele balamalei

Radiatorul

Ansamblul radiatorului PCle
Ansamblul portului de andocare
Placa WWAN

placd WLAN

Capacul de jos al sasiului

j. Bateriile

o

~TQ 0 Q0D

5. Urmati procedurile din sectiunea Dupa efectuarea lucrarilor in interiorul computerului.

Compartimentul pentru baterie

Scoaterea compartimentului pentru baterie

1. Urmati procedura din sectiunea Inainte de a efectua lucrari in interiorul computerului.
2. Scoateti:
a. Bateriile
b. Capacul de jos al sasiului
¢. Ansamblul radiatorului placii PCle
3. Procedati cu atentie maxima atunci cand scoateti cablul, deoarece, din cauza spatiului limitat,
cablul poate fi ciupit sau indoit, ceea ce duce la deteriorarea sa.

Deconectati ambii conectori ai bateriei de la placa de sistem.
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4. Scoateti cele cincisprezece suruburi ,M2,5*5” [1] care fixeaz& compartimentul pentru baterie pe sasiu si scoateti prin ridicare
compartimentul pentru baterie [2] din computer.

Instalarea compartimentului pentru baterie

1. Instalati compartimentul pentru baterie [1] Tn computer si strdngeti cele cincisprezece suruburi ,M2,5*5" [2] pentru a-I fixa
pe sasiu.
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2. Conectati cablurile bateriei la placa de sistem.

3. Instalati:
a. Ansamblul radiatorului placii PCle
b. Bateriile

¢. Capacul de jos al sasiului
4. Urmati procedura din sectiunea Dupa efectuarea lucrarilor in interiorul computerului.
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Placa I/0 din partea stanga

Scoaterea placii suplimentare 170 din partea stanga

1. Urmati procedurile din sectiunea Inainte de a efectua lucrari in interiorul computerului.

2. Scoateti:
a. Bateriile
b. Capacul de jos al sasiului
¢. Ansamblul ventilatorului radiatorului placii PCle
d. Compartiment pentru baterie

3. Desprindeti banda inductoare [1] de pe conectorul circuitului imprimat flexibil al placii suplimentare 1/0 din partea stanga si
deconectati-l de la placa de sistem [2].

4. Treceti cablul circuitului imprimat flexibil prin wall bridge [3] si deconectati cablul boxelor de la placa suplimentara |/0 din
partea stangé [4].

B. Scoateti cele doud suruburi ,M2*5" [1] si scoateti prind ridicare placa suplimentara I/0 din partea stanga [2].
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Instalarea placii I/E din partea stanga

1. Instalati placa I/E suplimentara din stanga [1] si fixati-o cu cele doud suruburi ,M2*3” [2] pe computer.

2. Trageti cablul circuitului imprimat flexibil prin wall bridge [1] si conectati-I la placa de sistem [2].

3. Fixati conexiunea circuitului imprimat flexibil cu banda izolatoare [3] si conectati cablul boxei [4] la placa I/E suplimentara din
partea stanga.
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4. Instalati:
a. Compartiment pentru baterie
b. Ansamblul ventilatorului radiatorului placii PCle
c. Capacul de jos al sasiului
d. Bateriile
5. Urmati procedura din sectiunea Dupa efectuarea lucrarilor in interiorul computerului.

Smart Card

Scoaterea cititorului de smart carduri

1. Urmati procedura din sectiunea Inainte de a efectua lucrari in interiorul computerului.
2. Scoateti:

a. Bateriile

b. Capacul de jos al sasiului

¢. Ansamblul radiatorului placii PCle

d. Compartiment pentru baterie

3. Scoateti banda de pe conectorul cititorului de smart carduri [1] si deconectati-I [2] de la placa USH.
4. Scoateti banda de pe conectorul cititorului de amprente 3] si deconectati-I de la placa USH [4].
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B. Scoateti cele doud suruburi ,M2*3” [1] care fixeaza placa USH pe baza de jos si intoarceti-o [2].

6. Scoateti banda [1] si deconectati conectorul circuitului imprimat flexibil al cititorului de smart carduri [2] de la placa USH.
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Instalarea cititorului de smart carduri

1. Introduceti cititorul de smart carduri prin placa frontald I/E [1] si instalati cele patru suruburi ,M2*3” pentru a-| fixa pe sasiul
inferior [2].
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2. Conectati circuitul imprimat flexibil al smart cardului sub placa USH [1] si fixati-l cu o bucatd de banda [2].

3. Instalati cele doud suruburi ,M2*3” [1] si intoarceti placa USH pentru a o fixa pe sasiu [2].
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4. Conectati conectorul circuitul imprimat flexibil al smart cardului [1] si fixati-l cu o bucatd de banda [2].
B. Conectati circuitul imprimat flexibil al cititorului de amprente [3] si fixati-l cu o bucatd de banda [4] pe placa USH.

6. Instalati:
a. Compartiment pentru baterie
b. Ansamblul radiatorului placii PCle
c. Capacul de jos al sasiului
d. Bateriile
7. Urmati procedura din sectiunea Dupa efectuarea lucrarilor in interiorul computerului.
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Cititor ExpressCard

Scoaterea cititorului ExpressCard

1. Urmati procedura din sectiunea Inainte de a efectua lucrari in interiorul computerului.

2. Scoateti:
a. Bateriile
b. Capacul de jos al sasiului
¢. Ansamblul radiatorului placii PCle
d. Compartiment pentru baterie
e. Placa I/E secundaré din stanga
f. Smart Card

3. Desprindeti banda inductivéd de pe conectorul circuitului imprimat flexibil al cardului expres [1] si banda suplimentara de pe
conector [2] de pe placa de sistem.

4. Deconectati conectorul circuitului imprimat flexibil al cardului expres [3] si treceti-I prin wall bridge [4].

5. Scoateti cele doud suruburi care fixeazé placa frontala si cele sase suruburi ,M2*5” care fixeazd smart cardul pe computer
(1]

6. Ridicati si scoateti cardul ExpressCard din computer [2].
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Instalarea cititorului ExpressCard

1. Aliniati si asezati cititorul Express Card [1] pe computer si fixati placa frontald cu doud suruburi.
2. Instalati cele patru suruburi ,M2*5"” care fixeaz4 cititorul Express Card pe computer [2].

3. Treceti cablul circuitului imprimat flexibil al cardului expres prin wall bridge [1] si introduceti cablul circuitului imprimat flexibil
[2] In placa de sistem.

4. Fixati conexiunea aplicand banda pe cablul circuitului imprimat flexibil [3] si 0 band& suplimentard deasupra lui [4].
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5. Instalati:

a. Placa WWAN

b. placa WLAN

¢. Ansamblul radiatorului placii PCle
d. Bateriile

e. Capacul de jos al sasiului

6. Urmati procedura din sectiunea Dupa efectuarea lucrarilor in interiorul computerului.

Boxa

Scoaterea boxei

1. Urmati procedura din sectiunea Tnainte de a efectua lucrari in interiorul computerului.

2. Scoateti:
a. Bateriile
b. Capacul de jos al sasiului
¢. Ansamblul radiatorului placii PCle
d. Manerul
e. Placa I/E secundaré din stanga
f. Compartiment pentru baterie

3. Scoateti cele doud suruburi ,M2,5*7" [1] si scoateti boxa din computer [2].
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Instalarea boxei

1. Aliniati si pozitionati boxele [1] pe computer si instalati cele doud suruburi ,M2,5%7" pentru a fixa boxa pe baza [2].

2. Instalati:
a. Compartimentul pentru baterie
b. Manerul
c. Placa I/E secundard din stanga
d. Ansamblul radiatorului placii PCle
e. Ansamblul portului de andocare
f. Capacul de jos al sasiului
g. Bateriile
u

rmati procedura din sectiunea Dupéa efectuarea lucrarilor in interiorul computerului.
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Placa de sistem

Scoaterea placii de sistem

1. Urmati procedura din sectiunea Inainte de a efectua lucrari in interiorul computerului.

2. Scoateti:
a. Bateriile
b. Capacul de jos al sasiului
¢c. Tastatura
d. Ansamblul radiatorului placii PCle
e. Ansamblul portului de andocare
f.  Unitatea SSD principala
g. Unitatea SSD secundara
h. Radiatorul
i. Memoria
j.  placa WLAN
k. Placa WWAN
. Modulul GPS
m. Sina unitdtii SSD principale
n. Compartiment pentru baterie
0. Placa I/E din spate

3. Desprindeti banda [1], deconectati ansamblul unitatii SSD/optice [2] si scoateti-| prin ridicare de pe placa de sistem.
4. Desprindeti banda [3] de pe conectorii touchpadului si deconectati-I de la placa de sistem [4].

B. Deschideti usa I/E din spate [1] si scoateti cele doud suruburi cu cap epoxidic de pe portul serial de pe placa de sistem [2].
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6. Deschideti usa I/E din spate [1] si scoateti cele doud suruburi cu cap epoxidic din spatiul pl&cii I/E din spate [2].

7. Scoateti surubul individual ,M2#*3” [1] pentru a desprinde cablul de intrare c.c. [2] din nit.
8. Deconectati conectorul de intrare c.c. [3] de la placa de sistem.
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10. Desprindeti banda [1] si deconectati conectorul circuitului imprimat flexibil al placii I/E din spate [2] de la placa de sistem.
11. Desprindeti banda [3] si deconectati cablul indicatorului LED al bateriei [4].

12. Desprindeti banda [5] si deconectati conectorul circuitului imprimat flexibil al placii de andocare [6] de la placa de sistem.
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13. Desprindeti banda [1] pentru a deconecta conectorul circuitului imprimat flexibil al placii I/E din partea stanga [2] si treceti-I
prin wall bridge [3].

14. Desprindeti banda inductiva de pe conectorii circuitului imprimat flexibil al cardului expres [4] si banda suplimentara de pe
conector [5] de pe placa de sistem.

15. Deconectati conectorul circuitului imprimat flexibil al cardului expres [6] si treceti-I prin wall bridge [7].

16. Desprindeti banda [1] si deconectati conectorul circuitului imprimat flexibil al butonului de alimentare [2] de la placa de sistem.

17. Desprindeti banda [3] si deconectati conectorii circuitului imprimat flexibil al placii USH si al touchpadului [4] de la placa de
sistem.

128 Scoaterea si instalarea componentelor



18. Scoateti cele doud suruburi ,M2,5*%5" si cele doud suruburi ,M1,6*3.0” [1] din suportul USB Type-C.
19. Scoateti suportul USB Type-C [2] din placa de sistem.

20. Scoateti cele noué suruburi ,M2,5*%5” [1], trei suruburi ,M2*3” [2] si scoateti placa de sistem [3] din computer.
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Instalarea placii de sistem

1. Instalati placa de sistem introducand portul serial Tn placa de sistem prin sasiu [1] si instalati cele noué suruburi ,M2,5%5” [2]
si trei suruburi ,M2*3” [3] pe placa de sistem.

2. @ NOTIFICARE: Atunci cand instaleaza placa de sistem, tehnicienii trebuie s8 se asigure cé nici cablurile bateriilor (prima
si a doua baterie), nici cablurile circuitelor imprimate flexibile (circuitul imprimat flexibil I/E sténga si circuitul imprimat
flexibil al cititorului Express Card) nu sunt prinse sub placa de sistem.

Instalati suportul USB Type-C [1] si fixati-I cu doud suruburi ,M2,5*%5” si doud suruburi ,M1,6*3.0” pe placa de sistem [2].
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3. Conectati cablul butonului de alimentare [1] la placa de sistem si fixati-l cu o bucatd de banda [2].
4. Conectati cablul placii USH si al touchpadului [3] la placa de sistem si fixati-| cu o bucata de banda [4].

B. Introduceti cablul circuitului imprimat flexibil I/E din stanga prin wall bridge [1] si conectati-| la placa de baza [2] fixandu-I cu
0 bucaté de banda [3].

6. Desprindeti banda [4] de pe circuitul flexibil imprimat al cardului expres si conectati-| la placa de sistem [5].
7. Lipiti banda Thapoi pe conectorul de pe placa de sistem [6] si fixati-I cu mai multd bandé [7].
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8. Conectati cablul circuitului imprimat flexibil I/E din spate [1] la placa de sistem si fixati-| cu o bucata de banda [2].
9. Conectati cablul indicatorului LED al bateriei [3] la placa de sistem si fixati-| cu o bucaté de banda [4].
10. Conectati cablul circuitului imprimat flexibil al portului de andocare [5] si fixati-| cu o bucaté de banda [6].

11. Conectati cablul EDP si pozitionati suportul EDP pe conector [2].
12. Instalati cele doué suruburi ,M2*3” care fixeaza cablul EDP pe placa de sistem [3].
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13. Aliniati si introduceti cablul de intrare c.c. de-a lungul marcajului pentru suruburi [1] eliberand orificiul pentru suruburi de pe
placa de baza.

14. Conectati cablul de intrare c.c. [2] si instalati surubul individual ,M2*3” [3] pe placa de sistem.

15. Deschideti ambele usi din spate [1] si instalati cele doud suruburi cu cap epoxidic in spatiul I/E din spate [2].
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16. Deschideti ambele usi din spate [1] si instalati cele dou& suruburi cu cap epoxidic pe portul serial [2] al pl&cii de sistem.

17. Conectati conectorii touchpadului la placa de sistem [1] si fixati-i cu banda [2].
18. Conectati ansamblul unitatii SSD/optice [3] si fixati-l cu o bucatd de banda [4].
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19. Instalati:

a. Placa I/E din spate

b. Compartiment pentru baterie
€. Sina unitatii SSD principale

d. Modulul GPS

e. Placa WWAN

f. placa WLAN

g. Memoria

h. Radiatorul

i. Unitatea SSD secundara

j. Unitatea SSD principala

k. Ansamblul portului de andocare
I. Ansamblul radiatorului placii PCle
m. Tastatura

n. Capacul de jos al sasiului

0. Bateriile

20. Urmati procedura din sectiunea Dupa efectuarea lucrarilor in interiorul computerului.

Unitatea optica

Scoaterea unitatii optice
1. Urmati procedurile din sectiunea Inainte de a efectua lucrari in interiorul computerului.
2. Scoateti:

Bateriile

Capacul de jos al sasiului

Tastatura

Ansamblul radiatorului PCle

Ansamblul portului de andocare
Unitatea SSD principala

Unitatea SSD secundara

Ansamblul radiatorului

Memorie

~TQ 0 Q0T
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placa WLAN
Placa WWAN
Modulul GPS

. Soclul unitatii SSD principale
Compartiment pentru baterie
Placa 170 din spate
Placa de sistem

TDoOos 3T XY

3. Scoateti cele doud suporturi care fixeazad wall bridge-ul pe sasiu.

4. Scoateti cele sase suruburi ,M2,5*5" din sectiunea wall bridge [1] si scoateti-o din computer [2].

B. Scoateti cele doud suruburi ,M2*2" [1] si deconectati ansamblul circuitului imprimat flexibil al unitatii SSD/unitatii optice [2].
6. Glisati dispozitivul de blocare [3] pentru a debloca usa 1/0 din partea dreapta si deschideti-o. [4].
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7. Scoateti cele doud suruburi ,M2*3” [1] si scoateti unitatea din computer [2].

Instalarea unitatii optice

1. Introduceti unitatea opticd in computer [1] si instalati cele doud suruburi ,M2*3” [2] care fixeaza unitatea optica pe sasiu.
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2. Conectati unitatea optica la ansamblul circuitului imprimat flexibil al unitatii optice/SSD [1] si instalati cele doud suruburi
LM2%27 [2].
3. Tnchideti usa 170 din partea dreapt [3] si glisati dispozitivul de blocare [4].

GE’

4. Aliniati si pozitionati wall bridge [1] si instalati cele sase suruburi ,M2,5*5" la sectiunea wall bridge pentru a o fixa pe sasiu

[2].
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5. Instalati suporturile care fixeazd wall bridge pe sasiu.

6. Instalati:

XT T TQ 000 oo

Placa de sistem

Placa 170 din spate
Compartiment pentru baterie
Soclul unitatii SSD principale
Modulul GPS

Placa WWAN

placd WLAN

Memorie

Radiatorul

Unitatea SSD secundara
Unitatea SSD principala
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Ansamblul portului de andocare

l.

m. Ansamblul radiatorului PCle
n. Tastatura

0. Capacul de jos al sasiului

p. Bateriile

7. Urmati procedurile din sectiunea Dupa efectuarea lucrarilor in interiorul computerului.

Ansamblul bazei inferioare

1. Urmati procedura din sectiunea Inainte de a efectua lucrari in interiorul computerului.
2. Pentru a inlocui ansamblul bazei inferioare, scoateti urmétoarele componente din baza veche:
Manerul

Usile cu clapeta

Bateriile

Unitatea SSD secundara
Unitatea SSD principala

Suportul hard diskului

Capacul de jos al sasiului
Tastatura

Placa WWAN

placa WLAN

Modulul GPS

Memoria

. Bateria rotunda

Ansamblul radiatorului placii PCle
Sina unitatii SSD principale
Ansamblul portului de andocare
Ansamblul radiatorului

Placa I/E din spate

Ansamblul afisajului

Sina unitatii SSD principale
Compartiment pentru baterie
Placa I/E din partea stanga
Smart Card

Express Card

Placa de sistem

Unitatea optica

NS Xg<c*®70DO33 T AT TJTQ 02000

3. Reconectati:

e Butonul de alimentare

e Boxele

e Cablul de intrare c.c.

e Ansamblul unitatii SSD/optice secundare
e Placa USH

e Touchpadul
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@ NOTIFICARE: Consultati instructiunile cu privire la ordine pentru a determina detaliile exacte ale subcomponentelor
descrise in sectiunea Ansamblul sasiului inferior.

4. Instalati urmé&toarele componente pe noua baza:

a.

SQ@ 0 Q0T

—_—

e

NS Xg<ec+® 70T 0533

Unitatea optica

Placa de sistem

Express Card

Smart Card

Placa I/E din partea stanga
Compartimentul pentru baterie
Sina unitatii SSD principale
Ansamblul afisajului

Placa I/E din spate

Ansamblul radiatorului
Ansamblul portului de andocare
Sina unitatii SSD principale

. Ansamblul radiatorului placii PCle

Bateria rotunda
Memoria

Modulul GPS

placa WLAN

Placa WWAN

Tastatura

Capacul de jos al sasiului
Suportul hard diskului
Unitatea SSD principala
Unitatea SSD secundara
Bateriile

Usile cu clapeta
Manerul

B. Urmati procedura din sectiunea Dupé efectuarea lucréarilor in interiorul computerului.
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Diagnosticare

Acest capitol detaliazd caracteristicile integrate de depanare pentru a diagnostica sistemele Dell. De asemenea, sunt prezentate
instructiunile de implementare alaturi de informatiile privind fiecare metodd de diagnosticare.

Subiecte:

¢ Diagnosticarea ePSA

e Autotestarea integrata a ecranului LCD (BIST)
* Indicatoarele luminoase de stare a bateriei

e Indicatorul LED de diagnosticare

e Ciclul de alimentare Wi-Fi

*  Recuperarea BIOS-ului

e Actualizarea BIOS

e Self-Heal (Repararea automata)

Diagnosticarea ePSA

Diagnosticarea ePSA (denumia si diagnosticare de sistem) efectueaza o verificare completd a hardware-ului. Diagnosticarea
ePSA este inregratd in BIOS si este lansatd intern de cétre acesta. Diagnosticarea de sistem integratad oferd un set de optiuni
pentru anumite dispozitive sau grupuri de dispozitive care va permit sa:

e Executati teste automat sau intr-un mod interactiv.
e Repetati teste.

e Afisati sau salvati rezultatele testelor.

[ ]

Executati teste amanuntite pentru a introduce optiuni suplimentare de testare, care ofera informatii aditionale despre
dispozitivul/dispozitivele defect(e).

Vizualizati mesaje de stare, care va informeaza daca testele au fost finalizate cu succes.
Vizualizati mesaje de eroare, care va informeazéa despre problemele intdmpinate in timpul testarii.

@ NOTIFICARE: Se afiseazd fereastra Enhanced Pre-boot System Assessment (Evaluare imbunatatita a sistemului
la preincarcare), listdnd toate dispozitivele detectate In computer. Diagnosticarea incepe s execute testele pe toate
dispozitivele detectate.

Executarea diagnosticarii ePSA

Porniti diagnosticarea prin oricare dintre metodele sugerate mai jos:

e (Cand se afiseazd ecranul de pornire Dell, apasati tasta F12 de pe tastaturd, pana cand se afiseazd mesajul Diagnostic Boot
Selected (Incarcare cu diagnosticare selectata).

o In ecranul meniului de incarcare, utilizati tastele sageti Sus/Jos pentru a selecta optiunea Diagnostics (Diagnosticare),
apoi apasati pe Enter.
e Apasati si mentineti tasta functionald Fn de pe tastaturd si apdsati Butonul de alimentare pentru a porni sistemul.

Interfata graficd pentru utilizator ePSA

Aceastd sectiune contine informatii despre Ecranul de baza si cel avansat al ePSA 3.0.

La pornire, ePSA deschide ecranul de baza. Puteti comuta la ecranul avansat cu ajutorul pictogramei sdgeatéa din partea de jos a
ecranului. Ecranul avansat afiseazd dispozitivele detectate In coloana din stdnga. Anumite teste pot fi incluse sau excluse numai
n modul interactiv.

Ecranul de baza ePSA

Ecranul de baza are comenzile minimale care permit utilizatorului s& navigheze facil, pentru a porni sau a opri diagnosticarea.
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(e Product Mame : Latdude ES550
System BIOS - T3
PS4 Buld 4301 1 LIEFI
Serce Tag

Ecranul avansat ePSA

Ecranul avansat permite o testare mai specifica si contine mai multe informatii despre starea de functionare generald a

sistemului. Utilizatorul poate ajunge la acest ecran glisénd pur si simplu cu degetul spre stanga, la sistemele cu ecran tactil,

sau facand clic pe butonul spre pagina urmétoare din coltul din dreapta-jos a ecranului de baza.
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Executarea unui test pentru un dispozitiv specific sau executarea unui test
specific

1. Pentru a executa un test de diagnosticare pentru un dispozitiv specific, ap8sati tasta ESC si faceti clic pe Yes (Da) pentru a
opri testul de diagnosticare.

2. Selectati dispozitivul din panoul din stanga si faceti clic pe Run Tests (Executare teste) sau utilizati Advanced Option
(Optiune avansata) pentru a include sau exclude orice test.

Mesajele de eroare ePSA

Atunci cand Diagnosticarea ePSA Dell detecteaza o eroare Tn timpul ruldrii, aceasta va opri testul si va afisa o fereastré ca si cea
ilustrata mai jos:
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Memory errors detected, but successfully resolved. Location: DIMB A

Continue troubleshooting the system with the information provided below at
dell. comfdiagnostics or with technical support. Use a mobile device to
scan the QR code to continue troubleshooting.

0 Semice Tag BIOS T39
Error Code @ 20000121 [‘};
Walidation : G6649

Continue testing?

Yes |[[_No ][ Rem X

e Daca raspundeti cu Da, diagnosticarea va continua cu testarea urmatorului dispozitiv, iar detaliile erorii vor fi disponibile In
raport.
Daca raspundeti cu Nu, diagnosticarea va opri testarea dispozitivelor rdmase.
Dacé raspundeti cu Reincercare, diagnosticarea va ignora eroarea si va executa din nou ultimul test.

Capturati codul de eroare cu codul de validare sau scanati codul QR si contactati Dell.

@ NOTIFICARE: Un element al noii caracteristici este ca utilizatorul poate dezactiva sunetul codului atunci cand existd o

eroare, facand clic pe ‘K din partea dreapta-jos a ferestrei erorii.

@ NOTIFICARE: Unele teste pentru anumite dispozitive necesita interactiunea utilizatorului. Asigurati-va Intotdeauna ca
sunteti Tn fata computerului computerului cand sunt efectuate testele de diagnosticare.

Instrumentele de validare

Aceastéa sectiune contine informatii despre validarea codurilor de eroare ePSA SupportAssist, ePSA sau PSA.
Verificarea codului erorii poate fi efectuatd in urmatoarele doua moduri:

e Instrument online de validare prin evaluarea Tmbunatatitd a sistemului la incarcare.
e Scanare cod QR prin aplicatia QR pe smartphone.

Instrumentul de validare a codurilor de eroare online pentru diagnosticarea
integrata SupportAssist, ePSA sau PSA

Ghid de utilizare

1. Utilizatorul primeste informatii din fereastra de eroare SupportAssist.
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Hard Drwve - Mo Hard Drive detected

Continue troubleshooting the system with the information provided below at
dell.comidiagnostics or with technical support. Ulse a mobila dewice to
scan the OR code to continve troubleshooting.

0 Semice Tag . B105 0.4.1
Emor Code : 200040141
Walidation : 125870

Confinue testing?

Yoo [ Mo J[ Rey | (0

2. Navigati la https://www.dell.com/support/diagnose/Pre-boot-Analysis.

3. Introduceti codul de eroare, codul de validare si eticheta de service. Seria componentei este optionala.

Error Code (without Error Code (without 2000-prefix)
2000-prefix) *

Validation Code * Validation Code
Service Tag [ * | Service Tag
Part Serial # (optional) Part Serial # (optional)

View System Requirements and Privacy And Legal Information

@ NOTIFICARE: Pentru codul de eroare, introduceti numai ultimele 3 sau 4 cifre ale codului. (Utilizatorul poate introduce
0142 sau 142 in loc de 2000-0142.)

4. Faceti clic pe Submit (Trimitere) dupéd ce ati introdus informatiile necesare.
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Error Code (without 011
2000-prefix) *

Validation Code * 125870

Service Tag [ *

Fart Serial # (optional) Part Serial #

View System Requirements and Privacy And Legal Information

Exemplu cod de eroare valid

Vostro 20 All-in-One 3055
Service Tag Express Service Lode: 8

Add o My Preduscts Lt

W differens peoduct
@ Manuals l::-_-:] Waavanty @ Syitem confliguration

Diagnostics
n Vousr system is cumently Out of Wananty, Flease contact Dell Technical Support for further
msistand.

Support topics &

articles Result: Issues Found.

Dri"u"e rs & dDW n I.Dadﬂ four result risquines attention. Reviev the affected hardvane balow and follow the instructions to

vroubleshoot problems or you may be presented with a request Lo replace pats,

General maintenance Cloar results

4 Meeds Attention: System maintenance -

Parts & accessories

Heads Attention

A patential emar has boen found. Click here tbo view & IS0 of steps that can help resolve your

1551

See full scan results.

Diagnostics Completed

Hardware
Diagrioatic Marme Ervar Code Serial # Aegult
EPSA 141 @ Fadled

Dupa introducerea informatiilor corecte, instrumentele online vor directiona utilizatorul la ecranul de mai sus, care contine
informatii despre:

e Confirmarea codului de eroare si rezultatul.
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e Componenta de inlocuit.
e Incazul in care clientul mai beneficiaza de Garantia Dell.
e Numadrul de referintd al cazului daca existd un caz deschis pentru eticheta de service.

Exemplu cod de eroare nevalid

Error Code (without 014
2000-prefix) *

Validation Code * | 123456

Service Tag i [

Part Serial # (optional) | Part Serial # (optional)

A You have entered an invalid ePSA request, please check your details and try again.

Instrument de validare prin aplicatia QR

Pe 1anga instrumentului online, clientii pot face verificarea codului de eroare scanénd codul QR cu o aplicatie QR pe un
smartphone.
1. Utilizatorul primeste codul QR din ecranul de eroare al Diagnosticérii integrate SupportAssist.

2. Utilizatorul poate folosi orice aplicatie de scanare a codurilor QR pe smartphone pentru a scana codul QR.
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Place a barcode inside the viewfinder rectangle to scan it

3. Aplicatia de scanare a codului QR va scana codul si va genera automat un link. Faceti clic pe link pentru a continua.
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f g r
L Barcode Scanner ) HISTORY

https://www.dell.com/support/diagnostics/ePSA/
QRScan/ '0141/125870/
e — CNOVH651701634CB0065X01/ID/07506

Open browser Share via email Share via SMS

Link-ul generat va trimite clientul la site-ul de Asistenta Dell care contine informatii despre:

e Confirmarea codului de eroare si rezultatul.

e Componenta de inlocuit.

e In cazul in care clientul mai beneficiaza de Garantia Dell.

e Numdrul de referintd al cazului daca existd un caz deschis pentru eticheta de service.
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Autotestarea integrata a ecranului LCD (BIST)

Laptopurile Dell au un instrument de diagnosticare integrat cu care puteti determina dacd anomalia este o problema intrinseca a
ecranului LCD a laptopului Dell sau a placii video (procesor grafic) si a setarilor PC.

Cand observati anomalii cum ar fi palpéiri, distorsiuni, probleme de claritate, imagine neclard sau incetosata, linii verticale sau
orizontale, decolordri etc., se recomandé sa izolati ecranul LCD prin efectuarea unei autotestari integrate (BIST).

Cum s& efectuati un test BIST al ecranului LCD

N N

5.
6.
7.

Obpriti laptopul Dell.

Deconectati orice dispozitive periferice conectate la laptop. Conectati numai adaptorul de c.a. (Incarcatorul) la laptop.
Asigurati-va cad ecranul LCD este curat (féara particule de praf pe suprafata ecranului).

Apdsati si mentineti tasta D si Porniti laptopul pentru a intra in modul de autotestare integratd a ecranului LCD (BIST) .
Mentineti apdsatd tasta D, pand cand vedeti bare de culoare pe ecranul LCD.

Ecranul va afisa mai multe bare de culoare si va schimba culori in rosu, verde si albastru.

Verificati cu atentie ecranul.

Apésati tasta ESC pentru a iesi.

@ NOTIFICARE: Lansarea diagnosticérii SupportAssist la preincarcare Dell efectueazd mai intai un test BIST al ecranului LCD,
asteptand interventia utilizatorului pentru a confirma functionarea ecranului LCD.
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Indicatoarele luminoase de stare a bateriei

Tn cazul in care computerul este conectat la o priza electrica, indicatorul luminos al bateriei se comporta in felul urmator:

Lumina Un adaptor de c.a. non-Dell neautentificat sau neacceptat este atasat la laptop.
portocalie si

lumina verde

intermitente

alternativ

Lumina Eroare temporaréa a bateriei cu adaptorul de c.a. prezent.
portocalie

intermitenta

alternativ cu

lumina verde

constanta

Lumina Eroare catastrofald a bateriei cu adaptorul de c.a. prezent.
portocalie

intermitenta

constant

Lumina stinsa Baterie Tn modul de incarcare completa cu adaptorul de c.a. prezent.

lumina verde Baterie Tn modul de incarcare cu adaptorul de c.a. prezent.

aprinsa

Indicatorul LED de diagnosticare

Aceastd sectiune descrie functiile de diagnosticare al indicatorului LED al bateriei al unui laptop.
Erorile sunt indicate prin intermediului indicatorului LED bicolor de incércare a bateriei si nu prin coduri sonore. Un tipar specific
de iluminari intermitente este urmat de un tipar de ilumindri de culoare verde, urmate de culoarea alba. Apoi, tiparul se repeta.
@ NOTIFICARE: Tiparul de diagnosticare este constituit dintr-un numér format din doua cifre, reprezentate de primul grup
de iluminari intermitente de culoare verde ale indicatorului LED (de la 1la 9), urmat de o pauza de 1,5 secunde in care
indicatorul LED este oprit si, apoi, un al doilea grup de iluminari intermitente de culoare alba ale indicatorului LED (de la 1
la 9). Acest tipar este urmat de o pauza de 3 secunde, Tn care indicatorul LED este stins, inainte ca tiparul s& se repete.
Fiecare iluminare intermitentd a indicatorului LED dureaza 0,5 secunde.

Sistemul nu se va opri atunci cand afiseazd Codurile de eroare ale diagnosticérii. Codurile de eroare ale diagnosticarii vor Tnlocui
orice alta utilizare ale indicatorului LED. De exemplu, la laptopuri, codurile bateriei pentru Baterie scazuta sau Eroare baterie nu
vor fi afisate atunci cand se afiseaza Codurile de eroare ale diagnosticarii.

Tabel 25. Tiparul indicatorului LED

Tipar de iluminari intermitente Descrierea problemei Sugestii de rezolvare

Verde Alb

2 1 procesor Eroare procesor

2 2 Placa de sistem, memoria | Eroare placa de sistem,

ROM a BIOS-ului acopera coruptia BIOS-ului

sau eroare ROM

2 3 memoria Nu a fost detectata nicio
memorie/memorie RAM

2 4 memoria Eroare memorie/memorie
RAM

2 5 memoria Memorie instalata nevalida

2 6 Placa de sistem; chipset Eroare placa de sistem/
chipset
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Tabel 25. Tiparul indicatorului LED (continuare)

Tipar de iluminari intermitente Descrierea problemei Sugestii de rezolvare

Verde Alb

2 7 afisaj Eroare afisaj

3 1 Eroare alimentare ceas de | Defectiune baterie rotunda

timp real

3 2 PCl/Video Eroare PCl/placa
video/cip

3 3 Recuperare BIOS 1 Nu s-a gasit imaginea de
recuperare

3 4 Recuperare BIOS 2 S-a gasit imaginea de
recuperare, dar este
nevalida

3 5 Eroare sing de alimentare | EC a intdmpinat o eroare
la secventierea alimentarii

3 6 Coruptie flash SBIOS Coruptie flash detectata
de SBIOS

3 7 Eroare ME Expirare a timpului de
asteptare ca ME sa
réspunda la mesajul HECI

Ciclul de alimentare Wi-Fi

Tn cazul in care computerul nu are acces la internet din cauza problemelor de conectivitate Wi-Fi, poate fi efectuata o procedurs
de ciclu de alimentare Wi-Fi. Urmé&toare procedura ofera instructiuni pentru efectuarea unui ciclul de alimentare Wi-Fi:

®| NOTIFICARE: Unii furnizori de servicii de internet oferé un dispozitiv combinat modem/router.

Opriti computerul.

Opriti modemul.

Opriti routerul wireless.
Asteptati 30 de secunde.
Porniti routerul wireless.
Porniti modemul..

NoonoN S

Porniti computerul.

Recuperarea BIOS-ului

Recuperarea BIOS-ului este proiectata s& repare BIOS-ul principal si nu poate functiona daca incarcarea este defecta.
Recuperarea BIOS-ului nu va functiona in cazul unei deteriorari a controlerului integrat, a motorului de gestionare sau in cazul
unei probleme de hardware. Imaginea de recuperare BIOS ar trebui sa fie disponibild pentru caracteristica de recuperare a
BIOS-ului in partitia necriptatd de pe unitatea de disc.

Caracteristica de revenire BIOS

Existd doud versiuni ale imaginii de recuperare BIOS salvate pe hard disk:

e BIOS-ul actual (vechi)
e BIOS-ul care va fi actualizat (nou)

Versiunea veche este deja stocatd pe hard disk. BIOS-ul adaugd versiunea noud pe hard disk, pastreaz8 versiunea veche si
sterge alte versiuni existente. De exemplu, versiunile AOO si AO2 sunt deja pe hard disk, A02 fiind BIOS-ul functional. BIOS-ul
adaugd A04, pastreaza A02 si sterge AOO. Pastrarea a doud versiuni BIOS activeaza caracteristica de revenire BIOS.
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Dacé fisierul de recuperare nu poate fi stocat (nu mai exista spatiu pe hard disk), BIOS-ul va semnaliza acest lucru. Semnalizarea
se reseteaza In cazul in care stocarea fisierului de recuperare va deveni posibild. BIOS-ul notifica utilizatorul in timpul Configurarii
POST si BIOS ca recuperarea BIOS este degradatd. Recuperarea BIOS-ului utilizand hard diskul ar putea fi indisponibilé. Totusi,
este posibild recuperarea BIOS utilizand o unitate flash USB.

Pentru cheia USB: directorul radacina sau ,\”

BIOS_IMG.rcv: imaginea de recuperare stocatd pe cheia USB.

Recuperarea BIOS utilizand hard diskul
O,

NOTIFICARE: Asigurati-v& cé aveti versiunea anterioara si cea mai recentd versiune de BIOS disponibild de pe site-ul de
asistentd Dell.

®| NOTIFICARE: Asigurati-va céa extensiile tipurilor de fisiere sunt vizibile In sistemul de operare (OS).

1. Cautati locatia fisierelor executabile de actualizare BIOS (.exe).

2. Redenumiti fisierele executabile BIOS in BIOS_PRE.rcv pentru versiunea anterioarad de BIOS si BIOS_CUR.rcv pentru cea
mai recentd versiune de BIOS.
De exemplu, dacd numele fisierului celei mai recente versiuni este PowerEdge_T30_1.0.0.exe, redenumiti-o in
BIOS_CUR.rcv, iar dacd numele fisierului versiuni anterioare este PowerEdge_T30_0.0.9.exe, redenumiti-o n
BIOS_PRE.rcv

@ NOTIFICARE:
a. Dacé hard diskul este nou, sistemul de operare nu va fi instalat.

b. Daca hard diskul a fost partitionat din fabrica Dell, va fi disponibild o Partitie de recuperare.

3. Deconectati hard diskul si instalati hard diskul in alt sistem care are un sistem de operare functional.

4. Porniti sistemul si urmati acesti pasi in mediul sistemului de operare Windows, pentru a copia fisierul de recuperare BIOS in
Partitia de recuperare.
a. Deschideti o fereastra de linie de comanda Windows.
b. Tn linia de comanda, tastati diskpart pentru a porni Microsoft DiskPart.

c. In comands, scrieti list disk pentru a afisa toate hard diskurile disponibile.
Selectati hard diskul instalat Tn Pasul 3.

d. Tn comanda, scrieti list partition pentru a vedea partitiile disponibile pe acest hard disk.
e. Selectati Partitia 1 care este Partitia de recuperare. Dimensiunea partitiei va fi de 39 MB.
f. Tn comanda, scrieti set id=07 pentru a seta ID-ul partitiei.

®| NOTIFICARE: In sistemul de operare, partitia va fi vizibild ca Disc local (E) pentru a citi si scrie datele.

g. Creati urméatoarele foldere in Disk local (E), E:\EFI\Dell\BIOS\Recovery.
h. Copiati ambele fisiere BIOS BIOS_CUR.rcv si BIOS_PRE.rcv in folderul de recuperare din Disc local (E).
i. In fereastra Linie de comanda, Tn comanda DISKPART, scrieti set id=DE.
Dupa executarea acestei comenzi, partitia Disc local (E) nu va putea fi accesatad de sistemul de operare.
B. Opriti sistemul, scoateti hard diskul si instalati hard diskul in sistemul original.

6. Porniti sistemul si incarcati Configurarea de sistem, in sectiunea Maintenance (intretinere) asigurati-va c& optiunea BIOS
Recovery from Hard Drive (Recuperarea BIOS-ului utilizand hard diskul) este activata in sectiunea BIOS Recovery
(Recuperare BIOS) a configurarii.

7. Apdasati butonul de alimentare pentru a opri sistemul.

8. Tinand apéasate tastele Ctrl si Esc, apasati butonul de alimentare pentru a porni sistemul. Mentineti tastele Ctrl si Esc
apadsate pana cand se afiseaza pagina BIOS Recovery Menu (Meniu recuperare BIOS).
Asigurati-va cé butonul Recover BIOS (Recupereaza BIOS) este selectat si faceti clic pe Continue (Continua) pentru a
initializa recuperarea BIOS-ului.

Recuperarea BIOS utilizand o cheie USB

®| NOTIFICARE: Asigurati-va ca extensiile tipurilor de fisiere sunt vizibile Tn sistemul de operare.
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@ NOTIFICARE: Asigurati-va ca ati descarcat cea mai recentd versiune de BIOS de pe site-ul de asistenta Dell si salvati-o In

sistem.

Cautati locatia fisierului executabil de actualizare BIOS (.exe).

Redenumiti fisierul BIOS_IMG.rcv.
De exemplu, dacd numele fisierului este PowerEdge_T30_0.0.5.exe, redenumiti-I BIOS_IMG.rcv

Copiati fisierul BIOS_IMG.rcv in directorul radacina al cheii USB.

Conectati cheia USB, daca nu ati facut-o deja, reporniti sistemul, apdsati tasta F2 pentru a intra Tn Configurarea de sistem,
apoi apasati butonul de alimentare pentru a opri sistemul.

Porniti sistemul.

La pornirea sistemului, apadsati tastele Ctrl+Esc in timp ce tineti butonul de alimentare apésat, pdna cand se afiseaza caseta
de dialog BIOS Recovery Menu (Meniu de recuperare BIOS).

Faceti clic pe Continue (Continuare) pentru a initializa procesul de recuperare BIOS.

@ NOTIFICARE: Asigurati-va cé optiunea Recovery BIOS (Recuperare BIOS) este selectatd, in caseta de dialog BIOS
Recovery Menu (Meniu de recuperare BIOS).

Selectati calea unitatii USB unde este stocat fisierul de recuperare BIOS (directorul radécind sau ,\") si urmati instructiunile
de pe ecran.

Actualizarea BIOS

Actualizarea BIOS in Windows

o o bho

N

Accesati www.dell.com/support.

Faceti clic pe Product support (Asistenta produs). in caseta Search support (Ciutare asistenta), introduceti eticheta de
service a computerului, apoi faceti clic pe Search (Cautare).

@ NOTIFICARE: Dacé nu aveti o etichetd de service, folositi functia SupportAssist pentru a va identifica in mod automat
computerul. De asemenea, puteti folosi ID-ul de produs sau puteti cduta manual modelul computerului.

Faceti clic pe Drivers and Downloads (Drivere si descércari). Extindeti Find drivers (C3utare drivere).
Selectati sistemul de operare instalat pe computer.
Tn lista vertical4d Category (Categorie), selectati BIOS.

Selectati cea mai recenta versiune de BIOS si faceti clic pe Download (Descarcare) pentru a descérca fisierul BIOS pe
computer.

Dupa finalizarea descarcérii, accesati folderul in care ati salvat fisierul de actualizare BIOS.
Faceti dublu-clic pe pictograma fisierului de actualizare a BIOS-ului si urmati instructiunile care apar pe ecran.
Pentru mai multe informatii, consultati articolul 000124211 din baza de cunostinte la adresa www.dell.com/support.

Actualizarea BIOS-ului in medii Linux si Ubuntu

Pentru a actualiza BIOS-ul de sistem pe un computer pe care este instalat Linux sau Ubuntu, consultati articolul din baza de
cunostinte 000131486 la adresa www.dell.com/support.

Actualizarea sistemului BIOS prin folosirea unitatii USB in Windows

1.

Urmati procedurile de la pasul 1 pana la pasul 6 din sectiunea Actualizarea sistemului BIOS in Windows pentru a descérca cel
mai recent fisier de configurare a programului BIOS.

Creati o unitate USB Tncércabild. Pentru mai multe informatii, consultati articolul 000145519 din baza de cunostinte la adresa
www.dell.com/support.

Copiati fisierul de configurare a programului BIOS pe unitatea USB incarcabil.
Conectati unitatea USB Tncércabild la computerul care necesitd actualizarea BIOS.
Reporniti computerul si apasati F12.
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6. Selectati unitatea USB din Meniul de incarcare unica.

7. Introduceti numele fisierului de configurare a programului BIOS si ap8sati Enter.
Va apérea Utilitarul de actualizare BIOS.

8. Urmati instructiunile de pe ecran pentru a finaliza actualizarea sistemului BIOS.

Actualizarea BIOS-ului din meniul de incarcare unica F12

Actualizati BIOS-ul sistemului utilizand fisierul .exe de actualizare a BIOS-ului copiat pe o cheie USB FAT32 si incarcati din meniul
de Tncércare unica F12.

Actualizarea BIOS-ului

Puteti executa fisierul de actualizare a BIOS-ului din Windows, utilizadnd o unitate Tncarcabild USB sau puteti actualiza BIOS-ul din
meniul de Tncércare unica F12 din computer.

Majoritatea computerelor Dell realizate dupa 2012 au aceastad capacitate si puteti verifica acest lucru, incadrcand computerul in

meniul de Tncércare unicd F12 pentru a vedea dacé BIOS FLASH UPDATE (Actualizare flash BIOS) este enumerata ca optiune de

incércare pentru computer. Daca optiunea apare 1n listd, atunci BIOS-ul acceptd aceasta optiune de actualizare a BIOS-ului.

@ NOTIFICARE: Numai computerele cu optiunea BIOS Flash Update in meniul de incércare unica F12 pot utiliza aceasta
functie.

Actualizarea din meniul de Tncarcare unica
Pentru a actualiza BIOS-ul din meniul de incércare unica F12, veti avea nevoie de urmétoarele:

e O unitate USB formatata la fisierul de sistem FAT32 (cheia nu trebuie sa fie incarcabild)

e Fisierul executabil BIOS pe care |-ati descarcat de pe site-ul web Dell Support si I-ati copiat n rddacina unitatii USB
e Adaptorul de curent c.a. conectat la computer

e Bateria computerului functionald pentru actualizarea BIOS-ului

Efectuati pasii urmétori pentru a executa procesul de actualizare a BIOS-ului din meniul F12:

Nu opriti computerul in timpul procesului de actualizare a BIOS-ului. Computerul poate sa nu se
incarce daca il opriti.

1. Din starea de oprire, inserati unitatea USB pe care ati copiat fisierul intr-un port USB al computerului.

2. Porniti computerul si apdsati tasta F12 pentru a accesa meniul de incércare unicd, selectati Actualizare BIOS utilizand
mouse-ul sau tastele sdgeti, apoi apasati Enter.
Este afisat meniul de actualizare BIOS.

Faceti clic pe Flash from file (Actualizare din fisier).

Selectati dispozitivul USB extern.

Selectati fisierul si faceti dublu-clic pe fisierul tintd de actualizare, apoi faceti clic pe Submit (Trimitere).
Faceti clic pe Update BIOS (Actualizare BIOS). Computerul reporneste pentru actualizarea BIOS-ului.

N o oo

Computerul se va reporni dupé finalizarea actualizarii BIOS-ului.

Self-Heal (Repararea automata)

Introducere

Self-Heal este o optiune care ajuté la recuperarea unui sistem Dell Latitude dintr-o situatie in care nu functioneaza
comportamentul POST, alimentarea si semnalul video.

Instructiuni Self-Heal

1. Scoateti bateria principald si adaptorul de c.a.
2. Deconectati bateria CMOS.

3. Eliberati energia reziduald. Apé&sati si mentineti butonul de alimentare ap&sat timp de 10 secunde sau l&sati sistemul inactiv
timp de 45 de secunde.
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Asigurati-va cé ati deconectat bateria CMOS si bateria principald de la sistem.
Conectati adaptorul de c.a. Sistemul va porni automat atunci cand conectati adaptorul de c.a.

Sistemul va afisa, mai Intéi, un ecran gol, apoi se va opri automat. Urmariti indicatoarele LED (alimentare, Wi-Fi si hard disk).
Acestea se vor aprinde.

Sistemul va incerca sa se reporneascéa de doua ori si se va Tncarca la a treia incercare.
Introduceti bateria CMOS si adaptorul de c.a. Thapoi in sistem.

Daca repararea automata remediaza defectiunea, actualizati sistemul la cea mai recentd versiune BIOS si efectuati o
diagnosticare ePSA pentru va asigura cé sistemul functioneaza adecvat.

NOTIFICARE:

e In timpul instalarii sau scoaterii oricarei componente hardware, asigurati-va intotdeauna ca toate informatiile au copii de
siguranta.

e Pentru instructiuni despre scoaterea sau remontarea componentelor, consultati sectiunea Asamblarea Dezasamblarea.

e Tnainte de a lucra la computer, consultati Instructiunile de siguranta.

odele Latitude compatibile

NOTIFICARE:
e Tnainte de a inlocui placa de sistem, efectuati obligatoriu repararea automata.

e Repararea automatd Latitude poate fi evitatd cand este necesard dezasamblarea totald a sistemului pentru a accesa
bateria rotunda.

e Pentru seria Latitude e7 (XX70), primul pas care trebuie efectuat este Recuperarea BIOS 2.0.

e Pentru a reduce timpul de depanare pentru o reparare automata, nu exista cerinte obligatorii la reasamblarea sistemului.
Tehnicienii pot initializa repararea automata chiar si cu placa de sistem expusa.

e Nu atingeti nicio componentd expusa, nici placa de sistem, pentru a evita scurtcircuitarea si descércarea electrostatica.

e Dacd repararea automata nu poate remedia defectiunea, inlocuiti placa de sistem.
NOTIFICARE:

Actiunea agentilor din linia intdi: Agentii din linia Intai trebuie s8 Incurajeze clientul s& efectueze acest pas Tnainte sé

determine problema ca fiind o defectiune a placii de baza. In cazul in care clientul nu doreste s& efectueze procedura

de reparare automata, atunci documentati trimiterea creatd in 5GL. Sugerati inginerilor de teren sa efectueze obligatoriu
procedura de reparare automata ca prim pas. Dacé procedura de reparare automaté esueaza, sugerati-le sé continue cu

procesul obisnuit de depanare nainte de a inlocui componente.

Actiunea inginerilor de teren: Procedura de reparare automata Latitude este un prim pas obligatoriu. Dacéa procedura
de reparare automaté esueaza, continuati cu procesul obisnuit de depanare Tnainte de a Thlocui componente. Documentati

rezultatele repardarii automate 1n jurnalul de rezolvare apeluri (Reparare automata reusitd sau esuata).
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Solicitarea de asistenta

Subiecte:

¢ Cum se poate contacta Dell

Cum se poate contacta Dell

@ NOTIFICARE: Dacéa nu dispuneti de o conexiune activa la Internet, puteti gasi informatii de contact pe factura de achizitie,
pe bonul de livrare, pe chitantd sau in catalogul de produse Dell.
Dell oferd mai multe optiuni de service si asistentd online si prin telefon. Disponibilitatea variaza in functie de tard si produs si

este posibil ca anumite servicii s& nu fie disponibile in zona dvs. Pentru a contacta Dell referitor la probleme de vanzari, asistenta
tehnica sau servicii pentru clienti:

1. Accesati www.dell.com/support.

2. Selectati categoria de asistenta.

3. Verificati tara sau regiunea in lista derulantd Alegeti o tard/regiune din parte de jos a paginii.
4. Selectati serviciul corespunzator sau linkul de asistentd, in functie de necesitati.

158 Solicitarea de asistenta



	Dell Latitude 7424 Rugged Extreme Service Manual 
	Contents
	Efectuarea lucrărilor în interiorul computerului
	Instrucțiuni de siguranță
	Înainte de a efectua lucrări în interiorul computerului
	Precauțiile de siguranță
	Descărcări electrostatice – protecţia împotriva descărcărilor electrostatice
	Kit de service pe teren ESD
	Componentele sensibile la transport
	După efectuarea lucrărilor în interiorul computerului

	Tehnologie și componente
	Utilizarea computerului
	Deschiderea capacului ecranului LCD
	Modul invizibil
	Activarea/dezactivarea modului invizibil
	Dezactivarea modului invizibil în configurarea sistemului (BIOS)

	Utilizarea tastaturii cu retroiluminare
	Activarea sau dezactivarea iluminării de fundal a tastaturii ori reglarea luminozităţii
	Schimbarea culorii retroiluminării tastaturii
	Particularizarea tastaturii cu retroiluminare în System Setup (Configurare sistem) (BIOS)
	Caracteristicile de blocare a tastei funcţionale Fn
	Activarea blocării tastei funcţionale (Fn)


	Activarea şi dezactivarea caracteristicii wireless (Wi-Fi)
	Definirea tastelor de acces rapid

	Adaptoare de c.a. - c.c.
	90 W
	130 W
	LED-ul și cablul

	Bateria
	Specificațiile bateriei

	Procesoare
	Skylake processor
	Kaby Lake — procesoare Intel Core din a șaptea și a opta generație

	Caracteristicile memoriei
	DDR4

	Opțiunile plăcii grafice
	Specificațiile plăcii grafice
	Intel HD Graphics Integrated
	Placa grafică Intel HD 520
	Placă grafică Intel HD/UHD 620


	Placă grafică AMD Radeon 540
	Placa grafică AMD Radeon RX 540

	Corning Gorilla Glass
	Beneficii
	Aplicaţii
	Dimensiuni
	Vâscozitate
	Proprietăți
	Întărirea chimică
	Optică
	Durabilitatea chimică
	Electric
	Testarea Corning Gorilla Glass 3.


	Utilizarea stiloului
	Glisările rapide ale stiloului

	Unitatea optică
	DVDRW
	Blue Ray

	Cititorul de carduri de stocare
	BIOS UEFI
	Gestionarea sistemelor - De pe teren în cloud
	Gestionarea sistemelor în afara benzii - Intel vPro și Intel Standard Manageability

	Trusted Platform Module
	Fingerprint Reader
	Caracteristici USB
	USB PowerShare
	USB Type-C
	Ethernet
	HDMI 2.0

	Scoaterea și instalarea componentelor
	Instrucțiuni de siguranță
	Înainte de a efectua lucrări în interiorul computerului
	Precauții de siguranță
	După efectuarea lucrărilor în interiorul computerului

	Instrumentele recomandate
	Stilou
	Scoaterea stiloului
	Instalarea stiloului

	cartelă SIM
	Scoaterea cartelei SIM
	Instalarea cartelei SIM

	Placa de memorie
	Instalarea cardului de memorie
	Scoaterea cardului de memorie

	Mânerul
	Scoaterea mânerului
	Instalarea mânerului

	Ușile de blocare
	Scoaterea ușilor de blocare
	Instalarea ușii de blocare

	Baterie
	Scoaterea bateriei
	Instalarea bateriilor

	Soclul unității SSD suplimentare
	Scoaterea soclul unității SSD secundare
	Instalarea soclului unității SSD secundare

	Soclul unității SSD principale
	Scoaterea soclul unității SSD principale
	Instalarea soclului unității SSD principale

	Unitate SSD
	Scoaterea unității SSD din suport
	Instalarea unității SSD în soclu

	suportul hard disklului
	Scoaterea suportului hard diskului
	Instalarea suportului hard diskului

	Capacul de jos al șasiului
	Scoaterea capacului de jos al șasiului
	Instalarea capacului de jos al șasiului

	Tastatura
	Scoaterea tastaturii
	Instalarea tastaturii

	placa WWAN
	Scoaterea plăcii WWAN
	Instalarea plăcii WWAN

	Placă WLAN
	Scoaterea plăcii WLAN
	Instalarea plăcii WLAN

	Sistemul de poziţionare globală (GPS)
	Scoaterea modulului GPS
	Instalarea modulului GPS

	modulele de memorie
	Scoaterea memoriei
	Instalarea memoriei

	Baterie rotundă
	Scoaterea bateriei rotunde
	Instalarea bateriei rotunde

	Ansamblul ventilatorului radiatorului plăcii PCIe
	Scoaterea ansamblul ventilatorului radiatorului plăcii PCIe
	Instalarea ansamblului ventilatorului radiatorului plăcii PCIe

	Șina unității SSD principale
	Scoaterea șinei unității SSD principale
	Instalarea șinei unității SSD principale

	Ansamblul portului de andocare
	Scoaterea ansamblului portului de andocare
	Instalarea ansamblului portului de andocare

	Ansamblul radiatorului
	Scoaterea ansamblului radiatorului
	Instalarea radiatorului afișajului

	Placa Intrare-Ieșire din spate
	Scoaterea plăcii I/E din spate
	Instalarea plăcii I/E din spate

	Capacele balamalei
	Scoaterea capacelor balamalelor
	Instalarea capacelor balamalelor

	Ansamblul afişajului
	Scoaterea ansamblului afișajului
	Instalarea ansamblului afișajului

	Ansamblul cadrului și capacului din spate al ecranului LCD
	Scoaterea ecranului LCD cu cadrul și ansamblul capacului din spate al afișajului
	Instalarea ecranului LCD cu cadrul și ansamblul capacului din spate al afișajului

	Microfon
	Scoaterea microfonului
	Instalarea microfonului

	Cameră
	Scoaterea camerei
	Instalarea camerei

	Compartimentul pentru baterie
	Scoaterea compartimentului pentru baterie
	Instalarea compartimentului pentru baterie

	Placa I/O din partea stângă
	Scoaterea plăcii suplimentare I/O din partea stângă
	Instalarea plăcii I/E din partea stângă

	Smart Card
	Scoaterea cititorului de smart carduri
	Instalarea cititorului de smart carduri

	Cititor ExpressCard
	Scoaterea cititorului ExpressCard
	Instalarea cititorului ExpressCard

	Boxă
	Scoaterea boxei
	Instalarea boxei

	Placa de sistem
	Scoaterea plăcii de sistem
	Instalarea plăcii de sistem

	Unitatea optică
	Scoaterea unității optice
	Instalarea unității optice

	Ansamblul bazei inferioare

	Diagnosticare
	Diagnosticarea ePSA
	Instrumentele de validare
	Instrumentul de validare a codurilor de eroare online pentru diagnosticarea integrată SupportAssist, ePSA sau PSA
	Ghid de utilizare

	Instrument de validare prin aplicația QR


	Autotestarea integrată a ecranului LCD (BIST)
	Indicatoarele luminoase de stare a bateriei
	Indicatorul LED de diagnosticare
	Ciclul de alimentare Wi-Fi
	Recuperarea BIOS-ului
	Recuperarea BIOS utilizând hard diskul
	Recuperarea BIOS utilizând o cheie USB

	Actualizarea BIOS
	Actualizarea BIOS în Windows
	Actualizarea BIOS-ului în medii Linux și Ubuntu
	Actualizarea sistemului BIOS prin folosirea unității USB în Windows
	Actualizarea BIOS-ului din meniul de încărcare unică F12

	Self-Heal (Repararea automată)
	Introducere
	Instrucțiuni Self-Heal
	Modele Latitude compatibile


	Solicitarea de asistență
	Cum se poate contacta Dell


